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前  言
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本文件为首次发布。
电子电路术语和定义
1　 范围
本文件规定了电子电路技术的常用术语及其定义。
本文件适用于电子电路产业，包括基材、电路板设计与制造、检测、装联及相关领域。
2　 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3  基本术语

3.1  电子电路

3.1.1

电路 circuit 
按预定设计将电子元件和器件连接在一起构成预定的电气功能。
3.1.2

电子电路  electronic circuit

按预定设计将电子元件和器件连接在一起，包括电路板和元器件组装，成为电子设备的预定功能件。
3.1.3 
印制电路 printed circuit 
在绝缘基材上，按预定设计形成印制线路或印制元件，以及两者结合的导电图形。
[GB/T 2036-1994,2.1]
3.1.4
印制线路  printed wiring  
在绝缘基材上形成的导电图形，用于元器件之间的连接，但不包括印制元件。
[GB/T 2036-1994,2.2]
3.1.5

印制电子  printed electronic ；printable electronic

 印刷电子

利用印制技术，把具有相应功能的涂料转移到基材上，从而形成电子元器件和电路的电子产品。
3.1.6
印制电子电路  printed electronic circuit；PEC
利用印制技术制造的电子电路产品。（参见3.1.5）
3.1.7
挠性电子 flexible electronics 
柔性电子
    采用挠性基材，可以弯曲折叠的印制电子产品。
3.1.8
挠性混合电子  flexible hybrid electronics ；FHE
    采用挠性基材，印制形成电子元器件和电路并可以弯曲折叠的电子产品。
3.1.9
混合电路  hybrid circuit           

在绝缘基板上由薄膜导体、薄膜元件、半导体芯片、无源元件和接合线等互连组合而成的一种电子电路。
3.1.10 

厚膜电路  thick-film circuit       
一种在基材上由网版印刷及烧结而形成的微电路，其中的无源元件通常为陶瓷和金属组成。
3.1.11
厚膜混合电路  thick-film hybrid circuit 

一种带有厚膜元件及其互连混合的电路。
3.1.12
薄膜电路  thin-film circuit

采用特殊电性能的薄膜材料附于基材，制作成含有薄膜状无源元件的一种微电路。
3.1.13
薄膜混合电路  thin-film hybrid circuit 
一种带有薄膜元件及其互连混合的电路。
3.1.14
模拟电路  analog circuit 
对输入与输出之间提供连续关系的模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。
3.1.15
数字电路  digital circuit 
对输入与输出之间提供两种（二进制）或三种独特关系（状态）的数字信号完成传输和处理的电路。
3.1.16
逻辑电路  logic circuit 
用以完成运算功能的数字电路。
3.1.17   
    生物相容电路  biocompatible circuit
    可以穿过皮肤进入体内，能适应身体生物性的印制电路。

    注：有用金和铂代替铜导体制成的生物相容电路。

3.2  印制电路板
3.2.1

印制电路板  printed circuit board；PCB
在绝缘基材上，按预定设计形成印制元件或印制线路，以及两者结合的含有印制电路的功能板。
3.2.2
印制线路板  printed wiring board；PWB
在绝缘基材上形成的导电图形，用于元器件之间的连接，但不包括印制元件的含有印制线路的功能板。
3.2.3

印制板  printed board；PB    
电路板  circuit board
印制电路板与印制线路板的通称。
注：包括刚性、挠性和刚挠结合的单面、双面和多层印制板等。
3.2.4
有机印制板  organic printed board 
以高分子聚合物类树脂为主体的绝缘基材所构成的印制板。
3.2.5
无机印制板  inorganic printed board    
以陶瓷或玻璃等无机材料为主体的绝缘基材所构成的印制板。
3.2.6
刚性印制板  rigid printed board；RPB
刚性板
用刚性基材制成的印制板。
[GB/T 2036-1994,2.7]
注：包括刚性单面、双面、多层印制板。
3.2.7
挠性印制板  flexible printed board；FPB
挠性板
柔性印制板、软性印制板

用挠性基材制成可弯折的印制板。
注：包括挠性单面、双面、多层印制板。其可以有或无非电气功能的覆盖层和增强板。
3.2.8
刚挠结合印制板  rigid-flex printed board；R-FPB
刚挠板
刚柔结合板、软硬结合板

有刚性区域和挠性区域结合在一起并导电图形互连的印制板。
3.2.9
单面印制板  single sided printed board；SSB
单面板
仅一个面上有导电图形的印制板。（见图3-1）
[GB/T 2036-1994,2.4]
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图3-1  单面印制板结构  
3.2.10
双面印制板  double sided printed board；DSB
双面板
两面均有导电图形的印制板。
[GB/T 2036-1994,2.5]
3.2.11
多层印制板  multilayer printed board；MLB
多层板
有三层及三层以上导电图形的印制板。（见图3-2）
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图3-2  多层印制板结构（四层板例）
3.2.12
单面双层印制板  one side two layers printed board
在完成单面线路的基板上再印刷导电膏线路，形成又一层电路图形的印制板。（见图3-3）。
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图3-3  单面双层印制板结构
3.2.13
背板  backplane

底板
一种在一面有分立配线端子，另一面有连接器插座的印制板。（参见3.2.14 ）
3.2.14
母板  mother board 
用于互连插接电子模块阵列的印制板组件。（参见3.2.13 ）
3.2.15
子板  sub-board ；daughter board               
安装在母板或背板上并与之实现电气连接的印制板。
3.2.16
齐平印制板  flush printed board 
平面板
导电图形的外表面和绝缘介质的外表面处于同一平面的印制板。（见图3-4）
[GB/T 2036-1994,2.18]
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图3-4  齐平印制电路板结构
3.2.17

金属基印制板  metal base printed board；MBPB
    在一面有金属板为衬底的印制板。（见图3-5a）
3.2.18
金属芯印制板  metal core printed board；MCPB
在内层夹有金属板的印制板。（见图3-5b）
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图3-5 金属基(a)和金属芯(b)印制板剖面示意图
3.2.19
陶瓷印制板  ceramic printed board
以陶瓷为绝缘基材的印制板。
[GB/T 2036-1994,2.23]
3.2.20
高密度互连印制板  high density interconnection printed board；HDIPB
HDI板
含有微小盲孔和/或埋孔构成的导通孔,以及精细线路，并采用积层工艺制作的多层印制板。
（参见3.2.21 ）
3.2.21
积层印制板  build up printed board；BUPB
    经过逐层堆叠、多次压合，并含有微小孔导通构成的高密度印制板。
    （参见3.2.20 ）
3.2.22
芯板积层板  build up board with core
含有芯板，由此逐层堆叠积层形成的高密度互连印制板（参见3.2.20 高密度互连印制板）。（见图3-6a）
3.2.23
全积层板  coreless build up board
无芯板
全部由积层法实现多层化高密度互连的印制板。（见图3-6b）
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图3-6  HDI印制板结构
3.2.24
任意层互连HDI板 anylayer micro via HDI board；every layer interconnection HDI board
    全积层板的一种称呼。 (参见3.2.23 ) 
3.2.25
类载板  substrate like PCB；SLP
类似IC载板规格高密度的HDI板。
3.2.26
集成电路封装载板  IC package carrier；IC package substrate
IC载板
IC基板
用于集成电路(IC)芯片封装中承载芯片的印制板。
3.2.27
内插板  interposer

转接板
为IC芯片与IC封装载板之间调整尺寸达到连接匹配的印制板。(见图3-7)
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图3-7  内插板的应用示意图
3.2.28
载带   carrier tape

一种用于IC封装的带式薄膜型电路板。
注：如有绝缘薄膜衬底的引线框架或纯金属薄片的引线框架，呈带状供器件芯片安装。
3.2.29
高频(微波) 印制板  high frequency (microwave) printed board
射频/微波印制板  RF/microwave printed board 
采用高性能基材，用于高频(微波)设备能尽量减少信号损耗的印制板。
注：通常高频指频率大于300MHz，微波指波长小于0.1米的领域。
3.2.30
高速印制板  high speed printed boards；HSPB
含有高速电路的印制板。
注：高速电路指在电路板上信号的传播延迟大于1/2信号驱动端的上升时间，并使导线产生传输线效应的电路。
3.2.31
厚铜印制板  heavy copper printed board；HCPB；thick copper PCB
厚铜板
含有线路导体铜厚度大于105μm (3oz)的印制板，包括单面板、双面板和多层板。
3.2.32
埋置元件印制板  embedded component PB；embedded device PB；EDPB 
内部埋置元件的印制板，这些元件可以是无源或有源元件。(见图3-8)
注：有源元件可以是芯片、模块等，无源元件可以是电阻器、电容器、电感器等。
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图3-8  埋置元件印制板结构
3.2.33
埋嵌金属块印制板  embedded metal block printed board；EMPB
局部埋置或嵌入金属块，有助于高散热的印制板。
注：金属块处于板内，表面看不到，为“埋置”；金属块深入板内，而表面仍能看到局部，为“嵌入”。金属块一般指铜，铝，铁等。

3.2.34
凹腔印制板  cavity printed board 
表面具有空腔结构，实现电子元件下沉式安装功能的印制板。(见图3-9)
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图3-9 凹腔印制板截面结构
3.2.35
动态挠性印制板  dynamic flex printed board
    安装于电子设备后能反复弯曲运动的挠性印制板。
3.2.36
静态挠性印制板  static flex printed board
安装于电子设备时弯曲折叠后不再运动的挠性印制板。
3.2.37
半挠性印制板   semi flex printed board
弯曲率有限，在电子设备被弯曲安装后不可多次反复弯曲变动的印制板。(见图3-10)
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图3-10  半挠性印制板例
3.2.38
挠性扁平电缆  flexible flat cable；FFC
在绝缘膜平面上有两条或更多条固定间距平行排列的扁平形导线，除导线端头露出外被绝缘层覆盖包封，可挠曲折叠的排线状电缆。
3.2.39
两面通路单面挠性印制板  double access single sided FPB, 

露背单面挠性印制板  back bared single sided FPB
一种在上下两面都暴露了连接通路的单面挠性印制板。(见图3-11)
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图3-11  两面通路单面挠性印制板例
3.2.40 
雕刻挠性印制板  sculptured flex printed board 
在挠曲区域导体较薄，而边缘外露连接导体较厚，可直接接插连接的挠性印制板。(见图3-12)
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图3-12  雕刻挠性印制板例
3.2.41
聚合厚膜挠性印制板  polymer thick film flex printed board；PTF-FPB
薄膜开关  membrane switch 
在挠性基材上印制导电聚合物油墨形成电路的挠性印制板。(见图3-13)
注：其通常是单层导电膜结构，也可以利用绝缘介质层继续制成双层或多层导电层。因其广泛应用在键盘或触摸屏上，被称为薄膜开关或触摸开关。
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图3-13  薄膜开关例
3.2.42
可伸缩印制板  stretchable printed board

采用有弹性的基材，在使用中可拉伸变形和自行复原的挠性印制板。
3.2.43
透明挠性电路板  transparent flexible circuit board
采用透明膜基材和近似透明导电材料制成的挠性印制板。
3.2.44
    碳膜印制板  carbon printed board 

具有碳膜导电图形层的印制板。

3.2.45
银浆贯孔印制板  silver through-hole printed board

用银导电油墨贯孔的方式，连接基板两面导体，形成导通互连的一种双面印制板。

注：基板两面导体可以是铜导体，也可以是碳膜导体。
3.2.46
导电膏印制板  conductive paste printed board

采用导电膏(油墨)直接网印或喷印于绝缘基板上，形成电路的印制板。

3.2.47
模压印制板  stamped printed board 
用模具冲压金属箔制成金属线路，并将其粘合在基材上形成的印制板。
3.2.48
分立布线板  discrete wiring board 
多重布线板  multiwiring board
散线印制板
采用分立布线技术将金属线分散布设在绝缘基材上实现电气互连的印制板。
3.2.49
三维印制电路板  3D printed circuit board；3D PCB
立体印制板  cubic printed board 
绝缘基板和导电图形呈三维立体结构，非平面状的印制板。(见图3-14a)
3.2.50
壳型印制电路  monocoque printed circuit
在热塑性塑料基板上制作电路图形后，用模具加热加压成型，成为三维电路板。其是立体印制板的一种。(见图3-14b) 
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图3-14  立体印制板 (b又称壳型印制电路)例
3.2.51
垂直导电结构印制电路板  vertical conductive structures PCB；VeCS PCB
将导通槽孔分隔成导电线路，构成垂直分布导电线路的印制板。(见图3-15)
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图3-15  垂直导电结构
3.2.52
光电印制电路板  optical-electric printed circuit board；EOPCB
电信号传输线路和光信号传输线路相结合的印制板。(见图3-16)
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图 3-16 光电印制电路板结构
3.2.53
裸板  bare board   
光板                  
未组装的成品印制板。
3.2.54
模块板  module board 
安装有裸芯片和表面贴装元器件后构成一定模块功能的印制板。
4  设计术语

4.1  通用术语
4.1.1
电子设计自动化  electronic design automation；EDA
电子电路设计过程中使用计算机系统、程序及步骤，由计算机进行决策和数据处理。
4.1.2
数据库  database 

信息的全面集合，按照数据结构来组织、存储和管理数据的电子化仓库。
4.1.3
计算机辅助设计  computer-aided design；CAD
在设计过程中交互使用计算机系统、程序作业，其中操作人员做出决定，而计算机提供数据处理功能。
4.1.4
计算机辅助机械设计  mechanical computer-aided design；MCAD
使用计算机进行设备的机械结构方面设计，以确定印制板的外形尺寸等。
4.1.5
计算机辅助电气设计  electronic computer-aided design；ECAD
使用计算机进行设备的电气方面设计，以确定印制板电路布设等。
4.1.6
计算机辅助制造  computer-aided manufacturing；CAM
在制造过程的各个阶段交互使用计算机系统、程序和作业，其中操作人员做出决定，而计算机提供数据处理功能。
4.1.7
卓越设计  design for excellence；DFX
    全面考虑的最佳设计。
4.1.8
可制造性设计  design for manufacturing；DFM
    产品设计在达到应有功能的同时考虑到制造可行性，符合可制造条件。
4.1.9
可测试性设计  design for test；DFT
    产品设计在达到应有功能的同时考虑到测试可行性，符合可测试条件。
4.1.10
可装配性设计  design for assembly；DFA
    产品设计在达到应有功能的同时考虑到装配可行性，符合可装配条件。
4.1.11
可靠性设计  design for reliability；DFR
产品设计在达到应有功能的同时考虑到可靠性，符合可靠性要求。
4.1.12
经济性设计  design for cost；DFC
产品设计在达到应有功能的同时考虑到成本因素，使成本最小化。
4.1.13  
绿色设计  design for green；DFG
产品设计在达到应有功能的同时考虑到环境影响、绿色生态要求，最大限度采用可再生、回收或环保型材料。
4.1.14
原理图元件库  schematic component library

在原理图中表示元件和器件的示意图，可供原理图制作时选用。
4.1.15
印制电路板元件库  PCB component  library

在印制板布线图中表示元件和器件在印制板上各要素的实际尺寸，可供布线时选用。

4.1.16
电路布局  circuit layout 
    布线  route trace

    以每个功能单元的模块或核心元器件为中心，把元器件均匀、整体、合理地排列在印制板上并实现连通线路。
4.1.17
互连密度  interconnection density 

基于导线宽度和间距，在规定的单位面积上（例如每平方厘米）可以布设导体的平均数。
4.1.18
电路密度  circuit density 

印制板单位面积上可安装的电子元器件的平均数量。
注：该印制板可单面或双面安装元器件。
4.1.19
孔密度  hole density 

印制板中单位面积的孔数量。
[GB/T 2036-1994,4.9]
4.1.20
组装密度  attachment density  
基于节距和连接盘尺寸，在规定的单位面积（例如每平方厘米）内可容纳的表面贴装或通孔焊点的平均数量，也即单位面积内的连接盘焊点数。
4.1.21
设计规则  design rule 

根据规定的设计参数，确定导体自动布设过程的准则。
4.1.22
设计规则检查  design-rule checking；DRC
使用计算机辅助设计程序，按照适当的设计规则，对所有导体布设的符合性进行验证。
4.1.23
稳健设计  robust design   
使产品的性能对制造公差、使用环境等的变化不敏感，并且使产品在其寿命期内当其出现参数漂移或性能降低（在一定范围内）时，仍能持续满意地工作的一种设计方法。
4.1.24
仿真 simulation
模拟

利用模型复现实际系统中发生的本质过程，并通过对系统模型的实验来研究存在的或设计中的系统。
4.2  设计文件
4.2.1
原理图  schematic diagram
借助图解符号示出特定电路安排的电气连接、各个元器件和所完成功能的图。
[GB/T 2036-1994,4.1]
4.2.2
逻辑图  logic diagram 
用逻辑符号和补充标记描绘多状态元器件实现逻辑功能的图，示出详细的控制和信号流程，但不一定示出点与点的连线。
[GB/T 2036-1994,4.2]
4.2.3
工程图  engineering drawing 

用图示或文字或两者表示，来说明最终产品的物理要求和功能要求的文件。
[GB/T 2036-1994,4.6]
4.2.4
接线表  form to list 

以表格形式表示接线端指定位置的书面指令。
4.2.5
布线原理图  elementary diagram 

由计算机生成的具有注解的原理图。
4.2.6
布设总图  master drawing 

表示印制板所有要素的适当尺寸范围和网格位置的一种文件。包括导电图形和非导电图形的构形，各种孔的大小、类型及位置，以及说明要制造的产品必需的其他信息。
[GB/T 2036-1994,4.4]
4.2.7
制板图  panel drawing 

加工图  manufacturing drawing

具体显示布设总图中有关的制造图形和制造数据，以确定印制板的孔、槽、外形、图形及位置、表面涂覆等特征的图纸。
4.2.8
孔图  hole pattern 

孔点图  master dot pattern

印制板或在制板中所有的孔相对于参考基准点的排列图形。
4.2.9
导体层图  conductive layer pattern
    印制板中含有导体的层，包括接地层、电源层等，多层板应有多个导体层图形。
4.2.10
阻焊层图  solder resist layer pattern
覆盖于印制板表面阻止焊锡涂覆上导体的绝缘树脂层图形。除单面印制板外，通常有上下两层图形。
4.2.11
覆盖层图  cover layer pattern
覆盖于印制板表面仅让部分导电图形暴露的绝缘膜层，其通常是挠性印制板的表面导体保护层图形。
4.2.12
标记层图  legend map pattern 
印制板上描绘元器件和电路符号的非导电的印制图形。

注：标记图形在板面用于帮助成品组装及维修。
4.2.13
印制板组装图  printed board assembly drawing 

用以图示印制板和电子元器件，描述如何将它们连接到一起以完成特定功能的所有必要信息的文件。
4.2.14
光绘数据  light drawing data
格伯数据  Gerber data 
由孔径选择、操作指令及X、Y坐标尺寸组成的数据类型。
注：这种数据可直接用于光绘机而产生光绘图像底版。
4.2.15
主面  primary side 

顶面  top side
元器件面 component side
布设总图中所规定的印制板上主要安装元器件的一面。
4.2.16
辅面  secondary side 

底面  bottom side 
焊接面 solder side

印制板的主面相对的另一面。
注：通孔插件安装中的“焊接面”。
4.2.17 
详细规范  detailed specification；DS
描述特定产品、材料或服务确切要求的文件。
4.2.18
能力详细规范  capability detail specification；CapDS
规定了可以用于确定制造厂具有的能力水平的特定要求的详细规范。
4.3  电路板的结构
4.3.1
层  layer                           
构成印制板的阶层。

注：按照其功能（导体层、绝缘层）和位置来区分这些层。
4.3.2
内层  inner layer；internal layer  
    处于多层板内部的导体图形层。
4.3.3
外层  external layer 
处于印制板表面的导体图形层。
4.3.4
导体层  conductor layer
电路层  circuitry layer 
    印制板中含有导体的层，包括接地层、电源层。
4.3.5 
绝缘层  insulating 
    由绝缘材料构成的非导电层。
4.3.6
覆盖层  cover layer 
覆盖于印制板表面仅让部分导电图形暴露的绝缘层。
4.3.7
阻焊层  solder mask layer
覆盖于印制板表面阻止焊锡涂覆上导体的绝缘层。
4.3.8
字符层  legend layer
印制板表面表示元器件安装位置、方向的字母、数字、符号等的非导电图形层。
4.3.9
标记  marking 
印制板上用于识别产品编号、制造商标志、获得认证等识别符号。
4.3.10
最终涂覆层  final finishing 
印制板表面暴露导体上的覆盖层。

注：最终涂覆层是对基底铜导体起到防氧化、助焊和电接触作用，以达到表面安装要求。
4.3.11 
永久性保护层  permanent resist 
印制板加工完成后不去除的抗蚀保护绝缘层。如阻焊层、覆盖层、全加成法的电镀抗蚀层。
4.3.12
图形区  pattern area 

包括图形和背景的指定布局部位。
4.3.13
边沿区  border area 
印制板边缘线路图形以外的基材区域。
4.3.14
连接器区  connector area 
用于提供外部连接的印制线路部分。
4.3.15 
图形  pattern
印制板的导体与非导体构成的平面图案。也指在照相底版和图纸及电子媒体上的相应图案。
[GB/T 2036-1994,2.32]
4.3.16
导电图形  conductive pattern       
导体图形
印制板的导电材料形成的图形，包括线路、连接盘、导通孔、散热面以及印制元件等图形。
4.3.17
非导电图形  non-conductive pattern  
印制板的非导电材料形成的图形，包括覆盖膜、阻焊膜、字符等图形。
4.3.18
印制元件  printed component 
用印制方法制成的作为印制板导电图形一部分的元件，如电感、电阻、电容、传输线等。
4.3.19
印制插头  edge-board contact 
指状插头  fingers 
靠近印制板边缘与板边连接器配合的一系列印制接触片。(见图4-1)
[GB/T 2036-1994,4.60]
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图4-1 印制插头示例
4.3.20
印制接触片  printed contact      
作为接触系统一部分的导电图形。
[GB/T 2036-1994,4.61]
4.3.21
隔空结构  air gap 
分离结构
在挠性印制板或刚挠结合印制板的挠性部分，两层或多层重叠的挠性电路层中间留有空隙分离的一种结构。（见图4-2）
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图4-2 隔空型刚挠印制板例
4.3.22
补强板  stiffener 
增强板
粘合固定在印制板表面以加强其机械强度的薄板。（见图4-3）
注：当釆用金属薄板还可起到帮助散热及屏蔽作用。常用于挠性印制板的局部增强。
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图4-3 挠性印制板+补强板例
4.3.23  
限用物质  restricted substances

法律法规或客户要求在电子电气产品中限制使用的物质。

注：电子设备中限用物质如有镉、汞、铅、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）。

4.4  尺寸基准
4.4.1
网格  grid 
两组等距离平行直线正交而成的网络。

注：它用于元器件在印制板上的定位连接，其连接点位于网格的交点上。
[GB/T 2036-1994,2.25]
4.4.2
阵列  array 

在基材上成行及成列布置的一组单元或电路。
4.4.3
基本尺寸  basic dimension 

用于描述要素或孔理论准确位置的数值。
注：基本尺寸是标注其它尺寸公差或特征符号，确定允许偏差的基础。
4.4.4


基准  datum 

以理论上选定的点、线或面为原点，由此建立零件要素几何特征的位置。（见图4-4）
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图4-4 以坐标为基准的A点位置
4.4.5
基准目标  datum target 

印制板上用于建立基准的规定点或区域。
4.4.6
基准点（孔、线）  datum point (hole,line)
在印制板板面作为图形和孔的位置基准的点(孔、线)。
注：该点可以是设定的原点，或与原点有固定尺寸的点(孔、线)。
4.4.7
基准参考  datum reference 

为了制造或检验，用来定位导电图形或导线层而规定的点、线或面。
[GB/T 2036-1994,4.70]
4.4.8
基准标记  fiducial mark 
表示基准的符号，为孔与图形提供了位置。
4.4.9
标称值  nominal value 

产品物理结构的设计目标尺寸，该值允许有公差范围。
4.4.10
公差  tolerance 

允许偏离规定尺寸的量。
4.4.11
双向公差  bilateral tolerance 

以规定尺寸为基准允许向两个方向变异的公差。
4.4.12
单向公差  unilateral tolerance 

只允许从规定尺寸的单方向变化的公差。
4.4.13  
偏差 deviation
实际尺寸与标称尺寸之间的差值。
4.4.14
尺寸极限  limits of size 

规定的最大和最小尺寸。
4.4.15
对准标记  alignment mark 

定位标记  registration mark

靶标
为层间对准定位，在各层面相应位置设置的特定符号。（见图4-5）
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图4-5  对准标记例
4.4.16
外形线  trim lines 

标定印制板边界的线。
注：该线设置于印制板外沿。
4.4.17
角标  corner marks 

标定印制板外形拐角边界的标记，以其内侧边缘来确定或帮助确定印制板的边界和轮廓。
4.4.18
定位边  locating edge   
起到定位作用的印制板边缘。
4.4.19
定位边标识  locating edge marker 

用来确定印制板的某一边为基准边的符号。
4.4.20
定位切口(槽)  locating notch (slot)
印制板上体现定位要素的切口(槽)。
4.4.21
键槽  keying slot 

极性槽  polarizing slot

印制板内用来确定在配接连接器时正确插入和定位的槽。
4.4.22
中心距  centre-to-centre spacing 

印制板的同一层中相邻两要素中心之间的标称距离。（见图4-6）
4.4.23
节距  pitch   
印制板的同一层中两个相邻相同要素之间的标称中心距离。（见图4-6）
示例：相邻的同样大小的两孔、两连接盘或两导线的中心点之间距离。
4.4.24
间距  spacing 

两个相邻要素的相邻边缘之间的距离。（见图4-6）
4.4.25
跨距  span 

印制板的同一层中两不相邻要素某点之间的直线距离。（见图4-6）
.
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图4-6  不同间距与节距例
4.5  外形与导线
4.5.1
外形  outline 

产品的外观形状，以构成的尺度表示。
4.5.2
板厚  board thickness
印制板的厚度，包括板面导体层及非导体层的整个厚度。
4.5.3
导体  conductor 
导线
导电图形中的单条导电通路。
[GB/T 2036-1994,2.29]
4.5.4
线  line；trace 
线路                         
呈线状的导体(见4.5.3)，也称导线。
4.5.6
跨接线  jumper wire 
跳线
预定的导电图形形成之后，在印制板原来设定不相邻两点之间架设的电气连线。
4.5.7
连接盘图形  land pattern            
用于特定元件安装、互连和测试的连接盘的综合。
4.5.8
导体宽度  conductor width  
导线宽度
线宽
从印制板上导线的正上方观察到的宽度。（见图4-7）
4.5.9
导体间距  conductor spacing 

导线间距
线距
从印制板上相邻导体的正上方观察到的间距；或从剖面观察到的同一层上相邻导体边缘之间最小间距。（见图4-7）
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图4-7  导体截面图
4.5.10
导体设计宽度  design width of conductors 

布设总图上绘出或注明的导线宽度。
[GB/T 2036-1994,4.52]
4.5.11
导线设计间距  design spacing of conductors 

布设总图上绘出或注明的相邻导线边缘之间的间距。
[GB/T 2036-1994,4.51]
4.5.12
层间间距 layer-to-layer spacing 
印制板中有导电图形的相邻层之间介质的厚度。（见图4-8）
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图4-8  层间间距  
4.5.13
边缘间距  edge spacing 

导电图形或元器件本体到印制板边缘的距离。
4.5.14
导体厚度  conductor thickness 

导体垂直方向的高度，包括附加的金属镀涂层在内的厚度。
4.5.15
网状线  cross-hatching 

在大面积导电区域分割的空格图形。（见图4-9）
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图4-9  网状线例
4.5.16
铜箔限定连接盘  copper defined land
非阻焊限定连接盘  non solder mask defined pad；NSMDP
完全由铜导体决定大小的连接盘。（见图4-10）
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图4-10  铜箔限定连接盘例
4.5.17
阻焊限定连接盘  solder mask defined land；solder mask defined pad；SMDP 
由阻焊剂围绕于导体上得出空间构成的连接盘。（见图4-11）
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图4-11  阻焊限定连接盘例
4.5.18
阻焊堤  solder mask dam 
阻焊坝
在相邻导体较狭小空隙间的条状阻焊图形，成为阻挡焊锡流通的堤坝。（见图4-12）
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图4-12  阻焊堤例
4.5.19
阻焊开窗  solder mask window

阻焊图形中不覆盖阻焊剂的空白区域。
4.5.20
端子  terminations 

供与接线端、配线架、开关或阵列器件连接的导线终端。
4.5.21
电镀工艺导线  plating bar

使需要电镀的导电图形达到互连的暂时性导电通路。

4.6  孔与盘
4.6.1
孔位置 hole location 

孔中心相对于基准的位置尺寸。
4.6.2
孔径  hole diameter

在成品板上孔的直径。
注：并非在制板加工过程中钻孔直径。
4.6.3
工具孔  tooling hole 

工艺孔
在印制板或在制板上作为定位、导向、标记等的孔。
4.6.4
定位孔  location hole 

在制板加工或印制板装配时用于工件准确定位固定的孔。
4.6.5
安装孔  mounting hole 

用于印制板的机械支撑与固定，或将元器件机械连接到印制板上的孔。
4.6.6
元件孔  component hole 

引线安装孔  lead mounting hole

用于插入元器件引出端（插针和导线）与印制板连接并实现电气连接的孔。
4.6.7
导通孔  via   
过孔                    
仅用于印制板层间导通连接的金属化孔。
4.6.8
微导通孔  micro via

直径不大于0.15mm的导通孔（参见4.6.7）。
4.6.9
镀覆孔  plated through hole；PTH
镀通孔
孔壁镀覆金属使印制板层间电气连接的孔。（见图4-13）
4.6.10
埋孔  buried via 

未延伸至印制板表面的导通孔。（见图4-13）
[GB/T 2036-1994,4.16]
4.6.11
盲孔  blind Via 
只延伸至印制板一个表面的导通孔。（见图4-13）
[GB/T 2036-1994,4.15]
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图4-13  镀通孔和埋孔、盲孔例
4.6.12
堆叠孔  stacked Via

多层板相邻层间处于同一Z向轴线上构成的互连导通孔。（见图4-14）
4.6.13
叉位孔  staggered  via

多层板相邻层间处于不同Z向轴线上而交叉构成的互连导通孔。（见图4-14）
4.6.14 
跨层孔  variable depth blind vias，skip via
多层板中穿过相邻层而构成的盲导通孔。（见图4-14）
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图4-14  层间导通孔结构类型
4.6.15
无连接盘孔  landless hole 

没有连接盘的镀覆孔。
[GB/T 2036-1994,4.17]
4.6.16
通道孔  access hole    
余隙孔
多层板连续层中的一系列孔，每个孔的中心位于同一轴线上，这种孔提供了进入印制板的某一内层连接盘表面的通道。（见图4-15）
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图4-15  通道孔例
4.6.17

热通孔  thermal vias   
散热孔  cooling hole
帮助导体散热的导通孔，通常用于大面积导体区域。（见图4-16）
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图4-16 热通孔阵列例
4.6.18  
盘下孔  via in pad 
连接盘下的导通孔。（见图4-17）
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图4-17 盘下孔与孔上盘剖面
4.6.19 

孔上盘  pad on via 
将导通孔覆盖的连接盘。（见图4-17）
4.6.20 
支撑孔  supported hole 

其内表面用电镀或其他方法加固的孔。
[GB/T 2036-1994,4.20]
4.6.21

非支撑孔  unsupported hole 

没有用电镀层或其他导电材料加固的孔。
[GB/T 2036-1994,4.21]
4.6.22
    厚径比  aspect ratio；AR
    孔深径比  hole depth to diameter ratio 
导通孔的板厚度与钻孔直径之比率，或盲孔的孔深度与钻孔直径之比率。如图4-18,AR=h/d。 
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图4-18 孔的厚径（深径）比
4.6.23  
残根   stub
    信号传输线路中多余的分支导体。
4.6.24 
导通孔残根  via stub   
设定的信号传输路径从顶层经导通孔至某个内层，孔穿过该内层延伸的剩余导体部分。（见图4-19）
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图4-19  信号传输与残根例
4.6.25
连接盘  land ；pad
用于元器件连接与固定，并增强导通孔连接的导体图形。
4.6.26
非功能连接盘  nonfunctional land 

未与同层导电图形实现电气连接的连接盘。
4.6.27
泪滴盘  tear dropping

圆形连接盘的改形，圆形连接盘与导线间连接成水滴状过渡。（见图4-20）
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图4-20  圆形盘与泪滴盘例
4.6.28
盘趾  anchoring spur 

锚固盘  anchoring pad

附有延伸部分的连接盘，该延伸部分在覆盖层下面，用以加固连接盘与基材的结合。（见图4-21）  
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图4-21  盘趾例
4.6.29   
酸阱 acid trap
      聚污角

导体交会成锐角处，因该处容易积聚化学物腐蚀导体而称之。(见图4-22)
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图4-22 酸阱例

4.6.30
印制焊脚  foot print

不含导通孔的一组连接盘，用于特定元器件的连接安装。（见图4-23）
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图4-23  印制焊脚例
4.6.31
偏置连接盘  offset land 

特意不设置于导通孔上的连接盘。（见图4-24）
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图4-24 偏置连接盘
4.6.32
捕获连接盘  capture land 

孔口连接盘
微导通孔的起始连接盘。（见图4-25）
4.6.33
目标连接盘  target land 

孔底连接盘
处于微导通孔末端起连接作用的连接盘。（见图4-24）
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图4-25  盲孔连接盘
4.6.34
孔环  annular ring 
完全环绕孔的那部分导电图形。（见图4-26） 
[GB/T 2036-1994,4.32]
4.6.35

环宽  annular width
孔边缘与连接盘的外边缘之间的导体宽度。（见图4-26） 
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图4-26  孔环与环宽   
4.6.36
填充孔  filled via
被树脂或导电膏完全填充的导通孔。（见图4-26）
4.6.37
填充覆盖孔  filled and capped via
被填充并覆盖表面的导通孔，覆盖层可以是阻焊剂或导电层。（见图4-27）
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图4-27  导通孔填充与填充孔覆盖
4.6.38
塞孔  plugged via   
   堵孔

导通孔保护  via protection   
允许阻焊剂或树脂材料渗到孔内堵塞孔口的导通孔，可一面或两面堵塞孔。（见图4-28）
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图4-28  塞孔例
4.7 电气性能
4.7.1
直流电流  direct current；DC
不随时间变化的电流，或广义理解为以直流分量为主的周期电流。
[GB/T 2900.1-2008，3.2.9]

4.7.2
交流电流  alternating current；AC
对时间作周期性变化而直流分量为零，或广义理解为以直流分量可以忽略的电流。
[GB/T 2900.1-2008，3.2.11]
4.7.3
静电  static electricity 

静止的电荷（电势）。
4.7.4
电磁波  electromagnetic wave

由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波，是以波动的形式传播的电磁场。
注：电磁波是由电荷或电流变化产生的，通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。
4.7.5
电容  capacitance 

对两个被绝缘体分隔开的相邻导体施加电压时，其储存电荷能力的量度。其符号为C，单位为法拉(F)。
4.7.6
电感  inductance 

电流流过导体而产生磁场，使导体具有储存能量的特性。其符号为L，单位为亨利(H)。
4.7.7
电阻  resistance 

由欧姆定律确定的阻止电子流动的现象，等于施加的电压与通过的电流的比值。其符号为R，单位为欧姆（Ω）。
4.7.8
电流  current 

导电通路两端存在电压差，导致电荷在导体中定向流动或移动。其符号I，单位为安培(A)。
4.7.9
电压  voltage

电势差,电位差

衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其符号为U，单位为伏特(V)。
4.7.10
功率  power 
单位时间内做功的大小或能量转换的大小，等于电压乘以电流。其符号为P，单位为瓦特(W)。

4.7.11
功率因数  power factor 

所施加的电流和电压之间相位差角的余弦。
4.7.12
阻抗  impedance 

在有电阻、电容和电感组合作用的电气网络中，交流电流通过导体时所遇的阻力。其符号为Z，单位为欧姆（Ω）。
4.7.13
特性阻抗  characteristic impedance 

平行导线结构对交流电流流动的阻力。
注：特性阻抗通常适用于高速电路，且在很宽的频率范围内有一个恒定值。
4.7.14 
单端阻抗  single ended impedance
以单线传送信号时信号线对地的阻抗。

4.7.14
差分阻抗  differential impedance

一对走线两个输入端的阻抗，其除单线阻抗外还含有两导线间耦合引起的阻抗。
4.7.15
频率  frequency

单位时间内完成周期性变化的次数，是描述周期运动频繁程度的量。
4.7.16
电流频率  frequency, electrical current 

电流在单位时间(1s)内完成的交变次数，计量单位为赫兹（Hz）。
4.7.17
射频  radio frequency；RF
可以辐射到空间的电磁频率，频率范围在300kHz～30GHz之间，一种高频交流变化电磁波。
4.7.18
脉冲  pulse 
在短时间内突变，随后又迅速返回其初始值的物理量。
4.7.19
微波  microwave 
频率为300MHz-300GHz的无线电波，即波长在1米-1毫米之间的电磁波。
注：微波的频率范围包含有:特高频(UHF)0.3–3GHz（分米波：10-1dm)；超高频(SHF)3–30GHz)（厘米波：10-1cm）；极高频(EHF)30–300GHz（毫米波：10-1mm)。也有称微波频率为300MHz–3000GHz，除上述三个频带外，有第四频带：至高频 300–3000GHz（亚毫米波1-0.1mm)。(频率及波长范围数字都是不含上限，含下限)  
4.7.20
信号  signal 

预先确定了电压、电流、极性和脉冲宽度的电脉冲。
4.7.21
信号完整性  signal integrity；SI
信号在传输路径上的质量。
注：当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收点时，该电路就有很好的信号完整性; 信号完整性主要表现在延迟、反射、串扰、时序、振荡等几个方面。

4.7.22
电源完整性  power integrity；PI
从系统供电网络综合考虑，把电源噪声控制在运行的范围内，为系统提供稳定可靠的电源。
4.7.23
高频信号  high frequency signal

传输频率较高的信号，通常为3MHz以上的频率。
4.7.24
高速信号  high speed signal

上升时间小于6倍信号传输延时的数字信号。
4.7.25
载流量  current-carrying capacity 

在规定的条件下，一根导线不致造成印制板的电气性能或机械性能明显降低，所能够连续载运的最大电流。
[GB/T 2036-1994,4.86]
4.7.26
最小电气间隙  minimum electrical spacing 

在给定的电压和海拔高度下，相邻导体、导体与非公共导体之间在不产生击穿和/或电晕放电时所允许的最小距离。
4.7.27
电容密度  capacitance density 

每单位面积上可以得到的电容量。
4.7.28
电容耦合  capacitive coupling 

两个导体间电容所引起的导体间的电气交互作用。
4.7.29
电磁干扰  electromagnetic interference；EMI
可能耦合于电路中且对电路性能起反作用的不期望的电磁能，会引起设备或系统性能下降。
4.7.30
电磁兼容性  electromagnetic compatibility；EMC
设备或系统在其电磁环境中符合要求运行，并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
4.7.31
电源层电感  power plane inductance 

在通过直流电的背板系统上可见的响应交流干扰的电感。
4.7.32
信号传播反射  reflection, signal propagation 
传播信号由于在传输线上传输时遇到电气阻抗中断后，又反射回信号源的一小部分传播信号。
4.7.33
串扰  crosstalk 

寄生信号  spurious signal

信号通路之间因能量耦合造成的干扰。
[GB/T 2036-1994,4.84]
4.7.34
反向串扰  backward crosstalk 
近端串扰  near-end crosstalk

当无信号线置于有信号线附近，离信号源最近的无信号线的一端感应到的噪声。
4.7.35
正向串扰  forward crosstalk 

远端串扰  far-end crosstalk

当无信号线置于有信号线附近，无信号线远离信号源的一端感应到的噪声。
4.7.36
干扰抑制  interference suppression 
削弱或消除电磁干扰的措施。
4.7.37
去耦  decoupling 

在电源电路中吸收由于开关逻辑器件产生的噪音脉冲，以防止同一电源电路中其它逻辑器件受到干扰。
4.7.38
传输线耦合  line coupling 

两条传输线之间由于互感和互容所产生的交互作用。
4.7.39
衰减  attenuation 

由于信号在传输介质中的损耗而造成信号幅度的减小，单位为分贝（dB）。
4.7.40
边缘传输衰减  edge-transmission attenuation 

由于传输的信号被高频元器件的吸收而引起的逻辑信号向边缘转换程度的损耗。
4.7.41
传输延迟  propagation delay 

信号沿传输线从输出到输入所需要的时间；或指一个逻辑器件从接收到一个输入脉冲，完成其功能到输出一个信号所需要的时间。
4.7.42
插入损耗  insertion loss 

输出的电磁功率与入射波功率之比，通常单位用分贝（dB）表示。
注：插入损耗包含导体损耗、介质损耗、幅射损耗和泄露损耗几个部分,是各种损耗成分的总和。
4.7.43
功耗  power dissipation 

电子器件在执行其功能过程中所耗用的能量。
4.7.44
趋肤效应  skin effect 

集肤效应
微波频率下由于电流趋向集中于导体表面而引起导体电阻的增加。
注：导体表面粗糙度越大和频率越高则趋肤效应越显著。（见图4-28）
4.7.45
趋肤深度  skin depth 

集肤深度
电流流动或信号传播在导体的深度。
注：趋肤深度随着频率的增加而降低。导体表面粗糙度越大和频率越高则电流越趋于表面，深度降低。（见图4-28）
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图4-28   电流的趋肤效应示意图
4.7.46
电子屏蔽   electronic shielding
电磁屏蔽  electromagnetic  shielding
用导电或导磁材料阻断或减少电磁场对器件或电路相互影响的物理隔离。
4.8 电气互连
4.8.1
总线  bus 

用于传输数据信号或功率的一根或多根导线。
4.8.2
电气网络  electrical network

从第一个源点到最后一个目标点的完整电气连接线，包括连接盘和导通孔在内。
4.8.3 
子网络  subnet 

通过布线将相关的导通孔、连接盘、预置元器件完全连接在一个网络内的单个源和单个目标点。
4.8.4 
节点  node 

电气网络分支的端点或两个或多个分支的交叉点。
4.8.5 
电源层  voltage plane 

电压层
作为公共电压源的导体层或部分导体层，而不同于用于电气电路、屏蔽及散热的接地层。
4.8.6 
接地层  ground plane 

用作电气电路回路、屏蔽层或散热层的公共基准导体层或部分导体层。
4.8.7
信号层  signal plane    
传输电信号的导线层。
4.8.8
屏蔽层  shield 

材料上环绕或包裹了导体或一组导体，从而限制电磁干扰和/或静电干扰。
4.8.9 
电源层隔离  voltage plane clearance 

为使电源层与基材内的孔及与孔相连接的层隔离，而从电源层上去除部分金属基材。
4.8.10 
接地层隔离  ground plane clearance 

去除孔周围的接地层，使基材上的接地层与孔相隔离。（见图4-29）
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图4-29  接地层隔离例
4.8.11
信号线  signal line                   
用来将逻辑信号或数字信号从电路的一部分传输到另一部分的导线。
4.8.12
传输线  transmission line 

将电磁能从一点引导或传导到另一点的线路。
注：传输线由两根或两根以上的通过绝缘介质隔离的平行导线组成。
4.8.13
微带线  microstrip 

与一个很宽的基准面分离且与其平行的信号线组成的一种传输线（见4.8.12 传输线）。（见图30）
4.8.14 
单端微带线  single-ended microstrip

在印制板外层的一条信号传输线，这条线路上传输的信号的返回路径通常由一个导电平面提供，该导电平面与传输线路之间有一定高度的绝缘介质隔开。（见图4-30a）
4.8.15
差分对微带线  microstrip differential pair

在印制板外层的一对信号传输线构成的一种微带线，两条信号传输线之间的距离是一致的。（见图4-30b）
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图4-30 微带线结构
4.8.16
带状线  stripline 

夹在电介质之间的信号线和平行于该绝缘介质隔开的两个基准面构成的一种传输线。（见图4-31）
4.8.17
单端带状线  single-ended strip line

在绝缘介质之间的一条信号线，平行于该绝缘介质隔开的两个基准面构成的一种传输线。（见图4-31a）
4.8.18
差分对带状线  stripline differential pair

在绝缘介质之间有两条信号线，它们之间的距离相等，平行于该绝缘介质隔开的两个基准面构成的一种传输线。（见图4-31b）。 
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图4-31  带状线结构
4.8.19
不对称带状线  asymmetric stripline 

埋于两个接地层间，但不位于中心的带状信号导线。（见图4-32）
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图4-32  不对称带状线例
4.8.20
平衡传输线  balanced transmission line 
在其导线之间均匀分布有电感、电容、电阻和电导元素的一种传输线。
4.8.21
非平衡传输线  unbalanced transmission line 

在其导体之间具有不均匀分布的电感、电容、电阻和电导元件的传输线。
4.8.22
双带状线  dual-strip line， boardside coupled stripline 
由位于两个基准面之间的两层信号线构成的一种平衡带状线。（见图4-33）
[image: image50.png]BESHE  E58

BESHE




图4-33  双带状线
4.8.23
埋置元器件  embedded components

置入于多层印制板内层的电子元器件。
4.9  热和光
4.9.1

允许温度  allowable temperature


电子电路或元器件能实现其预期功能的温度范围。
4.9.2
散热层  heatsink plane；thermal plane 

印制板内或印制板上的一种连续金属层，其作用是消散元器件产生的热量。
4.9.3
热膨胀  thermal expansion

当温度升高时材料发生的膨胀。
4.9.4
热膨胀系数  coefficient of thermal expansion；CTE
表示物体由于温度改变引起胀缩的量，其变化能力以同等大气压下，单位温度变化所导致的体积变化。单位是m/K或m/℃。
注：热膨胀系数有线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数。
4.9.5
线膨胀系数  coefficient of linear thermal expansion
线弹性系数  linear expansivity
固态物体在单位温度变化时长度的增加量与原长度的比值。
4.9.6
导热  heat conduction


不同温度的物体或物体内不同温度的各部分之间，分子动能和自由电子运动所引起的一种热量传递过程。
4.9.7
热导率    thermal conductivity
导热系数
表征物质导热能力的参数，它等于热流密度除以温度梯度，单位是W/ (m·K)。
4.9.8
热隔离  heat shield
大面积导电图形上元件孔周围被蚀刻掉的部分。
注：它使在焊接时因导热面大而过分散热，引起产生虚焊点的可能性减少。
4.9.9
热通道  Thermal path
给予热源所产生热量传导散发的通道。
4.9.10
热释放  thermal relief


在接地层或电源层上开交叉窗口，以使焊接过程中的起泡或翘曲降至最小。
4.9.11
散热器  heat sink


具有扩展表面以增强电子元器件或设备散热的器件。
4.9.12
温度梯度  temperature gradient


等温面法线方向上，单位长度的温度变化量。
4.9.13
热流量  heat transfer rate；
heat flow rate
单位时间内通过一个面（热路）的热量。
4.9.14
热阻  thermal resistance 

材料对热能传递的阻力，以温度除以热流量表示，通常单位为K/W。
4.9.15
接触热阻  contact resistance


接触界面间所产生的热阻。
4.9.16
热管理  Thermal management
对一个系统的热量或温度的管理。
4.9.17
热失配  thermal mismatch 
<膨胀>两种接合在一起的材料之间热膨胀的差别引起不匹配。
4.9.18
热平衡  thermal equilibrium

当一个运行于给定环境中的部件或设备各部分的温度变化不再比规定的限值快时所达到的状态。
4.9.19
吸热系数  heat absorption coefficient 

衡量不同材料吸收热量或辐射能量能力的量。
4.9.20
耐热性  heat resistance 

物质在受热的条件下仍能保持其优良的物理机械性能，抵抗变化的能力。
4.9.21
最高操作温度  maximum operating temperature；MOT
印制板在正常工作条件下可以连续使用的最高温度。
4.9.22
自然冷却  natural cooling


利用导热、自然对流和辐射换热三种方式之一或其组合进行的冷却。
4.9.23
液体冷却  liquid cooling；fluid cooling

利用液体对发热元器件或设备进行的冷却。
4.9.24
对流  convection 

由于温度差异在固体与液体或气体的接触面发生的热传递。
4.9.25
受控对流  convection controlled 

热传递的特性，如流动速度、速率和温度都被精确地控制。
4.9.26
强制对流  convection forced 

通过强制让液体或气体移动而发生的热交换。
4.9.27
辐射  radiation

    能量以波或是次原子粒子移动的型态传送，包括光线、无线电波等电磁波的传播。
4.9.28
红外辐射  radiation,infrared 

电磁频谱中红外区内发射出的热辐射。
4.9.29
红外线辐射再辐射  radiation, re-emitted infrared 

被介质吸收的一部分红外线热能，再以红外射线的频率辐射出来的现象。
4.9.30
波长  wavelength 

沿着波的传播方向,在波的图形中两个相对平衡位置之间的位移时刻相同的两个质点之间的距离。
注：波长符号λ，也为相邻两个波谷或波峰

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E4%B9%8B%E9%97%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 之间的距离。
4.9.31 
光纤  optical fiber

光导纤维

由玻璃或塑料制成的纤维线状光传导工具。
4.9.32
波导管  waveguide 

在线路之间或系统单元间传导无线电频率信号的管状传导工具。
4.9.33
光反射  light reflection

光照射到两种不同介质的分界面上时，有一部分光改变传播方向，回到原介质中内继续传播的现象。
4.9.34
透明度  transparency

物体允许光线透过的程度。
注：物理学中用对光的吸收系数来说明物体的透明度。
5.1  基材种类
5.1.1

基材  base material

可在其上形成导电图形的绝缘材料。
注：基材可以是刚性或挠性的，也可以是不覆或覆金属箔的。
[GB/T 2036-1994,3.1.1]
5.1.2 

    无机基材  inorganic base material；inorganic substrate
    以无机材料为主体构成的绝缘基板，包括陶瓷、硅、玻璃等用于制作电子电路的薄板。

5.1.3
层压板  laminate 

用两层或两层以上的材料粘结、压合在一起成板状或薄片状的绝缘产品。
5.1.4
    覆金属箔基材  Metal-clad base material 

覆箔基材
在一面或两面覆有金属箔的基材，包括刚性基材和挠性基材。
[GB/T 2036-1994,3.1.2]
5.1.5
覆铜箔基材  copper-clad base material

在一面或两面覆有铜箔的基材，包括刚性基材和挠性基材。  
5.1.6 
覆铜箔层压板  copper-clad laminate；CCL
覆铜板
在一面或两面覆有铜箔的层压板。
[GB/T 2036-1994,3.1.4]
5.1.7 

单面覆铜箔层压板  single-sided copper clad laminate

单面覆铜板
仅一面覆有铜箔的覆铜箔层压板。
[GB/T 2036-1994,3.1.5]
5.1.8 

双面覆铜箔层压板  double-sided copper clad laminate

双面覆铜板
两面均有铜箔的覆铜箔层压板。
[GB/T 2036-1994,3.1.6]
5.1.9
复合层压板  composite laminate

含有两种或多种不同种类或结构的增强材料的层压板。
示例：由玻纤毡或纤维纸为芯、玻纤布为面构成的环氧层压板。
[GB/T 2036-1994,3.1.7]
5.1.10
薄层压板  thin laminate

厚度小于0.50 mm的层压板，通常用作多层印制板的基材。
5.1.11
环氧玻纤基板  epoxy glass substrate

由两种有自发聚合组份的环氧树脂，经混合同玻璃纤维组合形成的基板。
5.1.12
酚醛纸基覆铜板  phenolic cellulose paper copper clad laminate 
以纤维纸和酚醛树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。
注：常见的FR-1 、FR-2型号的覆铜板属于此类板。
5.1.13
环氧纸基覆铜板  epoxide cellulose paper copper clad laminate 
以纤维纸和环氧树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。
注：常见的FR-3型号的覆铜板属于此类板。
5.1.14
环氧玻纤布覆铜板  epoxide woven glass fabric copper clad laminate

以玻纤布和环氧树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。（见图5-1）
注：常见的G-10、FR-4、FR-5型号的覆铜板属于此类板。
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图5-1  双面环氧玻纤布覆铜箔层压板 (截面)
5.1.15
环氧玻纤布纸复合覆铜板  epoxide woven E-glass surface/ cellulose paper core copper clad laminate

以含环氧树脂的纤维纸为板芯，表面覆盖含环氧树脂的玻纤布，再覆有铜箔的层压板。
 注：常见的CEM-1型号的覆铜板属于此类板。        
5.1.16
环氧玻纤布玻纤毡复合覆铜板  epoxide woven E-glass surface/nonwoven E-glass core

copper clad laminate

以含环氧树脂的玻纤毡为板芯，表面覆盖含环氧树脂的玻纤布，再覆有铜箔的层压板。
 注：常见的CEM-3型号的覆铜板属于此类板。
5.1.17
聚酰亚胺玻纤布覆铜板  polyimide woven glass fabric copper clad laminate
以玻纤布和聚酰亚胺树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。
5.1.18
双马来酰亚胺三嗪玻纤布覆铜板  bismaleimide triazine woven glass fabric copper clad laminate
 以玻纤布和双马来酰亚胺三嗪树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。
5.1.19
聚四氟乙烯玻纤布覆铜板  polytetrafluoroethylene woven glass fabric copper clad laminate
以玻纤布和聚四氟乙烯树脂构成绝缘基材并覆有铜箔的层压板。
5.1.20
陶瓷基覆铜板  ceramics base copper clad laminate

以陶瓷片为基底，经粘合而覆有铜箔的基板。
5.1.21 
金属基覆铜箔层压板  metal base copper clad laminate

金属基覆铜板
以金属板为基底，在金属板的一面覆上绝缘介质层和铜箔，经热压复合而成的覆铜箔层压板。（见图5-2a)

5.1.22
金属芯覆铜箔层压板  metal core copper clad laminate

金属芯覆铜板
以金属板为芯板，在金属板的两面覆上绝缘介质层和铜箔，经热压复合而成的覆铜箔层压板。（见图5-2b)

注：为了使成品板的镀通孔与金属板间绝缘，金属板需预先有大孔留出。
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图5-2  金属基(芯)覆铜板结构
5.1.23
铝基覆铜箔层压板  aluminium base copper clad laminate
铝基覆铜板
采用铝金属板的金属基覆铜板（见5.1.21）。
5.1.24 
    挠性覆铜板  flexible copper clad laminate；FCCL 
柔性覆铜板
软性覆铜板
挠性绝缘膜基材上覆铜箔形成的基板材料，包括有胶、无胶和单面、双面挠性覆铜板。
5.1.25
有胶挠性覆铜板  flexible copper clad laminate with adhesive
挠性基材与铜箔之间含有粘合剂的挠性覆铜板。（见图5-3a）

5.1.26
无胶挠性覆铜板  flexible copper clad laminate without adhesive
挠性基材与铜箔之间没有粘合剂的挠性覆铜板。（见图5-3b）
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图5-3  挠性单面覆铜板结构
5.1.27
聚酰亚胺挠性覆铜板  polyimide flexible copper clad laminate；PI-FCCL
在聚酰亚胺薄膜上压合铜箔形成的基板。
5.1.28
聚酯挠性覆铜板  polyester flexible copper clad laminate；PET-FCCL 
在聚酯薄膜上压合铜箔形成的基板。
5.1.29
聚萘二甲酸乙二酯挠性覆铜板  polyethylene napthalate flexible copper clad laminate；PEN FCCL
在聚萘二甲酸乙二酯薄膜上压合铜箔形成的基板。
5.1.30
 液晶聚合物挠性覆铜板  liquid crystal polymer flexible copper clad laminate；LCP-FCCL
在液晶聚合物薄膜上压合铜箔形成的基板。
5.1.31
 薄膜电阻覆铜板  thin-film resistive copper clad laminate

     在铜箔下面加上一层薄膜电阻层构成的覆铜板。（见图5-4）
注：通常薄膜电阻层为镍磷合金膜，在印制板制造过程中蚀刻成设定阻值的电阻器。
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图5-4  薄膜电阻覆铜板（单面）结构
5.1.32
薄膜电容覆铜板  thin-film capacitor copper clad laminate

    在两层铜箔中间夹入高介电常数（Dk）的绝缘介质层构成的覆铜板，类似于平板电容器。（见图5-5）
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图5-5  薄膜电容覆铜板结构
5.1.33
紫外光阻挡型覆铜板  UV-blocking copper clad laminate

具有阻挡紫外光透过绝缘层压板的覆铜板。
注：这种基材可避免普通环氧玻纤布双面板在阻焊图形曝光时产生重影（鬼影）现象，并有助于提高光学检测准确度。
5.1.34
高反射覆铜箔层压板  high reflective copper clad laminate

一种接收态时，完全去除所覆铜箔的基材面的光反射率≥80%的覆铜箔层压板。
5.1.35
微波层压板  microwave Laminate

一种适用于在微波频率下工作的层压板，用于制作高频微波电路板的基材。
5.1.36 
加成法用层压板  laminate for additive process

一种经过涂胶粘剂，加催化剂或其他特殊处理，其表面具有可化学沉积金属的不覆金属箔层压板，用于加成法制作印制板的基材。
5.1.37 
积层绝缘膜  build up insulating film 
在积层多层板中用于隔绝导体层并在其上可直接化学镀铜形成新的导体层的绝缘基材。
     注：典型产品结构如图5-6所示。
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图5-6  积层绝缘膜结构
5.1.38
预浸材料  prepreg ；Pp
半固化片  B-staged material
由纤维增强材料浸渍热固性树脂后固化至B阶（半固化）的片状或成卷材料。
5.1.39
粘结片  bonding sheet

具有一定粘结性能的预浸材料（5.1.38）或其它的薄膜材料，用于多层印制板层间结合。
[GB/T 2036-1994,3.1.11]
5.1.40
低流动度预浸材料  low-flow prepreg ；LFPp
低流动度半固化片
在加热加压下B阶树脂流动度很少的预浸材料（半固化片）。
注：该材料常用于刚挠板粘合或其他特殊用途。
5.1.41
涂树脂铜箔  resin coated copper foil；RCC
在一面涂有树脂的铜箔。

注：在铜箔的粗糙面涂覆树脂有单层或双层的区别，如果是单层的，树脂固化至B阶；如果是双层的，靠铜箔粗糙面的树脂层固化至C阶，外层的树脂层固化至B阶。（见图5-7）
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图5-7  涂树脂铜箔
5.1.42
覆盖膜  cover film
一种在一面涂覆胶粘剂层，用于覆盖保护挠性印制板表面的绝缘膜。

注：常用绝缘膜是与挠性覆铜板一致的基膜，如PI膜、PET膜等。覆盖膜产品的胶粘剂层表面可以用离型纸或离型膜进行保护。
5.1.43
胶膜  bonding film
    无支撑胶粘剂薄膜  unsupported adhesive film

一种无支撑的胶粘剂薄膜，两面可以用离型膜或离型纸进行保护。
注：在挠性或刚挠结合多层印制板制造中用作粘结层。
5.1.44
双面胶片  double-sided bonding sheet
两面都涂覆胶粘剂层的绝缘薄膜，两面胶粘剂层可以用离型纸或离型膜进行保护。
5.1.45
  涂胶基板  adhesive coated substrate

    涂附有一层胶粘剂的基材，用于粘附导电材料而成为覆金属绝缘介质的一部分。
5.1.46
涂胶催化层压板  adhesive-coated catalyzed laminate

一种具有薄聚合物涂层的基材，其含有电镀催化剂，经后续处理后可获得微孔性的表面。
5.1.47
 涂胶非催化层压板  adhesive-coated uncatalyzed laminate

一种具有薄聚合物涂层的基材，其不含有电镀催化剂，经后续处理后可获得微孔性的表面。
5.1.48 
    无卤基材  halogen-free base material 
不含有卤元素添加剂，或卤元素含量在限制范围内的基材，包括覆铜板、预浸材料和粘合膜等。
5.1.49

    有机基材  organic base material；organic substrate
    以有机树脂为主体构成的绝缘基材。

5.1.50

硅基基材  silicon base material；silicon substrate  
    以硅材料为主体构成的绝缘基材。  

5.1.51 

玻璃基材  glass base material；glass substrate
一种特殊的用于制作电子电路的玻璃薄板。

5.1.52  

各向异性导电膜  anisotropic conductive film；ACF
    由粘合剂和导电粒子组成，在膜厚度（Z轴）方向具有导电性，在膜平面（X 、Y 轴）方向具有绝缘性，同时具有粘接作用的膜状材料。
注：可用于挠性或刚挠结合多层印制板局部粘合和定向导电作用。

5.1.53 

    电磁屏蔽膜  electromagnetic shielding film；ESF
一种由填充色粉的绝缘层、填充导电粉末的屏蔽层、填充导电颗粒的粘结层构成的三层复合膜。（见图5-8）
注：该复合膜两面用离型膜或离型纸进行保护，导电胶层与挠性或刚挠结合多层印制板表面粘结压合，对电路板起电磁屏蔽作用。
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图5-8  电磁屏蔽膜结构
5.2  基板结构
5.2.1 
介质  dielectric 

对直流电具有高阻抗性的材料，能够在电场中被极化。
5.2.2  
绝缘物  insulation 

对电流具有高电阻的非导电体。
5.2.3
金属箔  metal foil 
    薄膜状金属。

注：常用的有铜箔、铝箔等。
5.2.4 
增强材料  reinforcement material

一些织物或非织物状态的纤维布(片)，加入树脂中能提高制品机械强度的材料。
注：常用的有玻纤布、玻纤毡、纤维纸等。
5.2.5 
填料  filler

一种添加到树脂中能改变其物理性能的材料。
5.2.6 
分散剂  dispersing agent
添加到悬浮液介质中可促进固体颗粒非常均匀地分散的一种表面活性剂。
5.2.8
铜箔面  copper-clad surface 
覆铜箔层压板的铜箔表面。(见图5-9)

[GB/T 2036-1994,3.1.17]
5.2.9
去铜箔面  foil removal surface

覆铜箔层压板除去铜箔后的绝缘基材表面。(见图5-9)

[GB/T 2036-1994,3.1.18]
5.2.10
层压板面  unclad laminate surface

单面覆铜板的不覆铜箔的层压板表面。（见图5-9）
[GB/T 2036-1994,3.1.19]
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图5-9  单面覆铜板的不同表面
5.2.11 
基膜面  base film surface 
挠性单面覆铜板不覆箔的绝缘膜面。
5.2.12  

纵向  length wise direction；machine direction  
<层压板> 与增强材料连续生产时前进方向相一致的层压板方向。
注：通常该方向层压板的机械强度较高，而横向（5.2.13）的机械强度较低。
5.2.13
横向  cross wise direction  
<层压板> 与纵向相互垂直的层压板方向。
5.2.14
内部识别标志  internal identification mark

印在基材表层上按固定间隔重复出现的制造厂代号标志、字母或数字。

注：该标志竖立方向指向增强材料的纵向；阻燃级用红色，非阻燃级用其他色。
5.2.15
剪切板  cut to size panel

经过切割的长宽小于制造厂标准尺寸的覆铜板。
注：一般面积小于0.55m2。
5.2.16 
坯料  blank

从整张板或剪切板上剪裁下来的未经加工或部分加工的基材或覆箔板。
5.2.17
整板  sheet  

制造厂标准尺寸的覆铜板。
5.2.18
均质材料  homogeneous material

    内部任何位置的性质都是一致的材料。
5.3  基材制造
5.3.1

    混胶  blends
    按预定配方将树脂与添加剂混合，成为A阶树脂。
5.3.2
浸渍  impregnating

    上胶
增强材料放入液态树脂中浸透并包含树脂。
5.3.3
浸渍机  treater,impregnator
上胶机
将增强材料浸渍树脂并烘至B阶功能的制备预浸材料设备。
注：该设备由开卷段、储布段、胶槽、烘干房、收卷段等组成，有立式和卧式两种。
5.3.4
熔融黏度  melt viscosity

    在给定条件下加热熔化或融解状态的黏度，由粘度计或黏度仪测定。

5.3.5
树脂适用期  resin pot life
加了催化剂、溶剂或其他组份的热固性树脂系统，混合后仍能保持适用工艺特性的期限。
5.3.6
覆箔  clad

将金属箔覆盖并粘合在基材表面上。
[GB/T 2036-1994,3.3.4]
5.3.7
叠层  layup
配料
为了准备层压而把多层预浸材料和铜箔重叠起来。
[GB/T 2036-1994,3.3.5]
5.3.8
层压  laminating

将完成叠层（5.3.7）的材料加热加压结合在一起形成硬质板材的过程。
5.3.9
多层压机  multi-opening press

由定压板和可活动的多层热压板组成主体结构的层压压机。
5.3.10
高压压制  high-pressure moulding

压力大于1400kPa的压制过程。
[GB/T 2036-1994,3.3.9]
5.3.11
低压压制  low-pressure moulding

从接触压力至1400 kPa压力的压制过程。
[GB/T 2036-1994,3.3.10]
5.3.12
压板  press platen

层压机的平整加热板，用来承载压制工件和传递热量、压力至层压模板与叠层。
5.3.13
层压模板  laminate moulding plate 
    表面光滑平整的金属板，如不锈钢板，供压制层压板时起到承载转移作用的模板。
5.3.14
压制周期  moulding cycle

在层压机上完成一次层压板压制全过程所需用的时间。 
[GB/T 2036-1994,3.3.18]                          
5.3.15
 B阶  B-stage
半固化
热固性树脂反应的中间状态，在此阶段树脂仅部分聚合。
5.3.16
后固化  post cure

补充的高温处理，通常不加压，以使材料完全固化并达到最终性能。
5.3.17
冷冲切  cold punching

覆铜板在板温60℃以下进行的冲切加工。
5.3.18
热冲切  hot punching

覆铜板在板温60℃及以上时进行的冲切加工。
5.3.19
应力消除  stress relief 
<层压板> 用于减少覆金属箔层压板内部应力的过程。
5.3.20
低温共烧陶瓷  low-temperature co-fired ceramic；LTCC
由无机的氧化铝粉与玻璃材料、有机黏结剂混合成为胚料，需在800℃多温度中烧结定型的陶瓷材料。
5.3.21
高温共烧陶瓷  high-temperature co-fired ceramic；HTCC

未加入玻璃材质的陶瓷粉末胚料，需在高温1300℃以上烧结定型的陶瓷材料。
5.3.22
直接镀铜法  direct plating copper

用蒸发、磁控溅射等面沉积工艺进行基板表面金属化，然后电镀增厚的一种工艺。
5.3.23
溅镀法  sputtering plating 
    采用真空磁控溅射技术与电镀技术制备覆铜板的一种工艺。
5.3.24
真空镀膜  vacuum coating    
在处于真空下的基片上制取膜层的一种工艺。
5.3.25 
化学气相沉积法  chemical vapor deposition；CVD
化学气体或蒸汽在基质表面反应合成涂层或纳米材料的工艺。
注：该工艺由两种或两种以上的气态原材料导入到一个反应室内，然后他们相互之间发生化学反应，形成一种膜状新材料。

5.3.26
溅射装置  sputtering device 
    包括靶和溅射所必要的供电、气体导入等辅助装置在内的真空溅射设备的部件。
5.3.27
溅射靶  sputtering target
    真空磁控溅射装置中由溅射材料（5.3.28）所组成的被沉积成膜电极。
5.3.28 
溅射材料  sputtering material

    在真空溅射中用来溅射的镀膜材料。
5.4  金属箔
5.4.1

导电箔  conductive foil

覆盖于基材的一面或两面上，供制作导电图形的金属箔。
[GB/T 2036-1994,3.2.1]    
5.4.2

电解铜箔  electrodeposited copper foil；ED copper foil 
用电沉积法制成的铜箔。
[GB/T 2036-1994,3.2.2]
5.4.3

压延铜箔  rolled annealed copper foil；RA copper foil
用辊轧法制成的铜箔。
[GB/T 2036-1994,3.2.3]
5.4.4  
退火铜箔  annealed copper foil

经退火处理改善了延性和韧性的铜箔。
[GB/T 2036-1994,3.2.4]
5.4.5

涂胶铜箔  adhesive coated foil

粗糙面涂有胶粘剂的铜箔，可提高对基材的粘结性。
[GB/T 2036-1994,3.2.10]
5.4.6  
带载体铜箔  peelable foil

依附于金属箔或薄膜载体上的极薄铜层。(见图5-10)
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图5-10  含载体超薄铜箔例
5.4.7 
载体  carrier 
<铜箔>为方便处理薄而软的金属箔的临时性支撑介质。
5.4.8
双面处理箔  double-treated foil；DTF
一种对两面都采用化学附着催化剂处理的电解铜箔。
5.4.9
反向处理箔 reverse-treated foil；RTF
    反转箔
一种对电解铜箔的光滑面(向阴极筒面)经过化学处理，以形成该箔表面有一定粗糙度的铜箔。
5.4.10 
光面  shiny side

电解铜箔的光亮面，即生产时附在阴极筒上的一面。
[GB/T 2036-1994,3.2.5]
5.4.11
粗糙面  matte side

电解铜箔较粗糙的无光泽面，即生产时不附在阴极筒上的一面。
[GB/T 2036-1994,3.2.6]
5.4.12
处理面  treated side

铜箔经粗化、氧化或镀锌、镀黄铜等处理后提高了对基材粘结力的一面或两面。
[GB/T 2036-1994,3.2.7]
5.4.13 
箔轮廓  foil profile

金属箔由制造和粘结增强处理形成的粗糙外形。
[GB/T 2036-1994,3.2.58]
5.4.14
表面粗糙度  surface roughness
<铜箔> 铜箔表面粗糙不平的程度（见5.4.13），用Ra（5.4.15）、Rz（5.4.16）和Ry（5.4.17）衡量。
5.4.15
表面粗糙度Ra  surface roughness：Ra
    取样铜箔长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值为Ra。(见图5-11)
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图5-11  表面粗糙度Ra
5.4.16
表面粗糙度Rz  surface roughness：Rz
    取样铜箔长度内5个最大轮廓高峰的平均值与5个最大轮廓谷深的平均值之和为Rz，也称微观不平度十点高度。(见图5-12)
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图5-12  表面粗糙度Rz
5.4.17
表面粗糙度Ry(Rt)  surface roughness：Ry(Rt)
      取样铜箔长度内轮廓峰顶和谷底间的距离，也即轮廓最大高度为Ry或Rt。(见图5-13)
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图5-13  表面粗糙度Ry
5.4.18 
载体分离强度  arrier separate strength 
载体膜或载体箔从金属箔上分离所需的最小的力。
5.4.19
    延展性  extendability 
<金属>金属在受外力而产生破裂之前，其塑性变形的能力。
5.4.20
面粗糙度算术平均高度Sa  Surface roughness arithmetic mean height：Sa
    相对于平均面各点高度差的绝对值的平均值，以Sa表示。 (见图5-14)
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图5-14  面粗糙度算术平均高度Sa
5.4.21
面粗糙度最大高度Sz  Maximum height of surface roughness：Sz
    最大峰高和最大谷深的和，以Sz表示，Sz=Sp（最大峰高）+Sv （最大谷深）。(见图5-15)
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图5-15  面粗糙度最大高度Sz
5.5  树脂材料
5.5.1
A 阶树脂  A-staged resin

    处于早期完全未固化阶段的热固性树脂，在常温下或加热时呈液态。
5.5.2  
B阶树脂  B-staged resin 

    处于固化中间状态的热固性树脂，加热时能软化但不会完全溶解或熔融。
5.5.3 
C阶树脂  C-staged resin

    处于固化最后阶段的热固性树脂，呈不溶和不熔的固态。
5.5.4 
聚合物  polymer

    一种大分子量化合物，是由许多相似或不相似的小分子结合或许多小分子经缩合反应除去水、醇或其它溶剂后得到。
5.5.5  
热固性树脂  thermosetting resin

    在高温下经受化学反应，成为相对不熔的或交联状，以后再加热不能软化或再成型的树脂。
5.5.6  
热塑性树脂  thermoplastic resin

    在加热下能反复软化和再成型，在冷却时又会硬化，并且内在性能没有任何明显变化的树脂。
5.5.7
环氧树脂  epoxy resin；EP
    含有两个或两个以上环氧基团，能与多种类型固化剂反应而交联的一类树脂。
[GB/T 2036-1994,3.2.36]
5.5.8
多官能环氧树脂  multifunctional epoxy resin

环氧官能团大于2的环氧树脂，固化后有高的玻璃化温度，如线型酚醛环氧树脂，二苯氨基甲烷和环氧氯丙烷反应产物。
[GB/T 2036-1994,3.2.31]                          
5.5.9
    溴化环氧树脂  brominated epoxy resin

含稳定溴化组份的环氧树脂，固化物有阻燃性，由液态低分子环氧树脂与溴化双酚A反应而成的中等分子量树脂。
[GB/T 2036-1994,3.2.32]
5.5.10
改性环氧树脂  modified epoxy resin；MEP
经添加其它有机化合物，改变原本性能的环氧树脂。
5.5.11
酚醛树脂  phenolic resin； phenol-formaldehyde resin

由酚类和醛类化合物缩聚制得的聚合物。
[GB/T 2036-1994,3.2.37]
5.5.12
热固性酚醛树脂 thermosetting phenolic resin

    在碱性催化剂（如氨水）作用下，过量的甲醛与苯酚反应而成的树脂，经加热形成不溶不熔物。

5.5.13
 热塑性酚醛树脂  thermoplastic phenolic resin

    在酸性催化剂（如盐酸）作用下，过量的苯酚与甲醛反应而成的可溶可熔树脂。
5.5.14
氰酸酯树脂  cyanate resin；CE
     一种分子结构中含有两个或两个以上氰酸酯官能团（－OCN）的新型热固性树脂，其分子结构式为：NCO－R－OCN；
注：氰酸酯树脂又叫做三嗪A树脂(Triazine A resin)。
5.5.15 
聚酰亚胺树脂  polyimide resin；PI
主链上含有酰亚胺基团（-C-N-C-）的聚合物。
[GB/T 2036-1994,3.2.43]
5.5.16 

    聚酯树脂  polyester resin； PET
主链链节含有酯键的聚合物，由饱和的二元酸和二元醇缩合聚合而得的为热塑性的聚酯,如聚
对苯甲酸乙二酯(PETP)。
5.5.17
双马来酰亚胺三嗪树脂  bismaleimide-triazine resin；BT
    BT树脂
聚氰酸酯(又称三嗪A树脂)预聚物与双马来酰亚胺三嗪经化学反应制得的树脂。
[GB/T 2036-1994,3.2.44]
5.5.18
双马来酰亚胺  bismaleimide ；BMI

以马来酰亚胺(MI)为活性端基的双官能团化合物。
5.5.19
聚四氟乙烯  poly tetra fluoroethylene ；PTFE
一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。
[GB/T 2036-1994,3.2.42]
5.5.20
聚苯醚  polypheylene ether；PPE；polyphenylene oxide；PPO
    聚亚苯基氧化物、聚苯撑醚

一类耐高温的热塑性树脂，化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚。
注：改性的聚苯醚（Modified Polyphenylene Oxide），简称MPPO，或者MPPE（Modified Polypheylene ether）。
5.5.21
聚萘二甲酸乙二醇酯  polyethylene naphthalate two formic acid glycol ester；PEN
    由2,6-萘二甲酸二甲酯（NDC）或2,6-萘二甲酸（NDA）与乙二醇（EG）缩聚而成的聚合物。

注：PEN化学结构与聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）相似，而萘环结构使PEN比PET具有更高的物理机械性能、化学稳定性及耐热性能。

5.5.22
液晶聚合物  liquid crystal polymer；LCP
一种由刚性分子链构成的，在一定物理条件下能出现既有液体的流动性又有晶体的物理性能各向异性状态（液晶态）的高分子聚合物。
5.5.23
含不饱和双键的碳氢聚合物  hydro carbon polymer with unsaturated double bond

    在分子结构中主链段部分以碳元素和氢元素组成，同时分子结构中含有不饱和双键的聚合物。

注：通常用在覆铜板领域的含不饱和双键的碳氢聚合物有聚丁二烯树脂、聚丁二烯共聚物树脂、弹性体嵌段共聚物等等。
5.5.24 
丙烯酸树脂  acrylic resin 
以丙烯酸或丙烯酸衍生物为单体聚合制得的一类聚合物，如丙烯酸酯。常用于挠性基板的粘合剂。
[GB/T 2036-1994,3.2.40]
5.5.25
固化剂  curing agent
    硬化剂  hardener 
加入树脂中会使树脂聚合固化的催化物。
注：树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化。
5.5.26
 双氰胺  dicyandiamide；DICY
    氰基胍、二氰二胺  cyanoguanidine 
一种用于环氧树脂固化剂的化合物，分子式：C2H4N4。
5.5.27  
固化促进剂  catalyst 

    用于触发树脂和固化剂之间反应或促进其反应速度的化学物质。
5.5.28  
1，2-二甲基咪唑  1,2-dimethyl imidazole

二甲基咪唑(2-MI）
    一种促进环氧树脂固化的化合物，分子式：C5H8N2。
5.5.29
阻燃剂  flame retardant 
    添加于树脂中起到阻止或减缓材料燃烧的化合物。

5.5.30
四溴双酚A  tetrabromobisphenol A；TBBPA

2,2-双(3,5-二溴-4-羟苯基)丙烷  2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane
一种在树脂中起反应的溴类阻燃剂，分子式:C15H12Br4O2。

5.5.31
遮光剂  opaquer
加入树脂体系中使层压板不透明的材料。
    注：有遮光剂的基板，在光致成像阻焊剂的曝光过程中可阻挡紫外光透过而影响另一面。
5.5.32
基膜   base film
基板用的绝缘薄膜，挠性覆铜板或挠性印制板用的基材。
5.5.33
聚酰亚胺膜  polyimide film
PI膜
聚酰亚胺制得的薄膜材料。
5.5.34
改性聚酰亚胺膜  modified polyimide film

    MPI膜
改良的聚酰亚胺制得的薄膜材料。
5.5.34
聚酯膜  polyester film
PE膜
聚酯制得的薄膜材料。
5.5.35
聚四氟乙烯膜  polytetrafluoroethylene film

PTFE膜
以四氟乙烯作为单体聚合制得的聚合物薄膜材料。
5.5.36
液晶聚合物膜  liquid crystal polymer film 
    LCP膜
液晶聚合物制得的薄膜材料。
5.5.37
催化剂  catalyst 
    <树脂> 用于触发树脂和固化剂之间反应或促进其反应速度的化学物质。
5.6  增强材料  
5.6.1 
纤维素纸  cellulose paper

具有电绝缘性能的不施胶的中性木浆纸或棉纤维纸。

注：纤维素纸可以是本色的、半漂白的或漂白的，用作纸质覆铜板的增强材料。
5.6.2 
玻璃纤维  glass fiber

    玻璃在高温下熔融，经拉丝作业得到的极细纤维丝。
注：玻璃纤维成连续长丝就是玻璃丝线。
5.6.3
E玻璃纤维  E-glass fiber

电子级玻璃纤维
无碱玻璃纤维
电绝缘性能优良的钙铝硼硅酸盐玻璃纤维，碱金属氧化物含量不大于0.8%。
5.6.4
D玻璃纤维  D-glass fiber

用低介电常数玻璃拉制而成的玻璃纤维，介电常数与介质损耗都小于E玻璃纤维。
[GB/T 2036-1994,3.2.13]
5.6.5
石英纤维  quartz fiber
<电子级> 用作印制板基材中增强材料的石英纱或纤维。
5.6.6 
单丝  filament 
    连续不断的长纤维，由其集合成纱、线及各种织物的最基本单元。
5.6.7 
纱线 yarn 
    由单根或多根单丝集合组成的细长线体，由其编织成布匹或织物。
5.6.8  
玻纤布  glass cloth

在织布机上将两组相互垂直的玻璃纤维纱交叉编织而成的织物。(见图5-16)
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图5-16  玻璃纤维织物例
5.6.9 
无纺玻纤布  non woven glass mat 
    玻纤毡
玻璃纤维短丝在一个平面上任意散布放置成层，含或不含粘合剂压紧而成的薄片状材料。
5.6.10 
织物结构  weave structure 
    织物中经纱和纬纱相互交织的形式。
5.6.11
经向  warp wise 
    织物(布匹)的长度方向，与织物在织机上前进方向一致。
5.6.12
    纬向  weft wire 
    织物(布匹)的宽度方向，与经向垂直。
5.6.13 
    织物经纬密度  thread count
    织物的经向和纬向单位长度的纱线根数。
注：经向单位长度内纬纱根数称纬密，纬向单位长度内经纱根数称经密。
[GB/T 2036-1994,3.2.19]
5.6.14 
    平纹编织  plain weave 
    经纱和纬纱每隔一根纱交叉一次，由二根经纱和二根纬纱组成一个单位组织循环的编织。
注：这种织物正反面特征基本相同，抗断裂强度较大。
[GB/T 2036-1994,3.2.21]
5.6.15 
坯布  grey cloth ；grey fabric 
从织机上取下未经处理的玻纤布。
[GB/T 2036-1994,3.2.74]
5.6.16 
浆剂  size

在玻璃纤维拉制过程中，为保护纤维表面和有利于纺织加工而施加于其上的物质。
5.6.17 
偶联剂  coupling agent

在玻璃纤维和树脂基体表面建立和促进更强结合的物质，其分子的一部分能与玻璃纤维形成化学键，另一部分能与树脂发生化学反应。
[GB/T 2036-1994,3.2.23]
5.6.18
    已处理织物  finished fabric 
    经过处理提高了与树脂相容性的织物。
5.6.19
弓纬  bow

<织物>纬纱以弧形处于横跨织物宽度的一种织疵。
5.6.20
断纬  broken pick

织物宽度部分缺少纬纱。
5.6.21
断经  end missing

织物中因废纱拆出而断裂的很小一段经纱。
[GB/T 2036-1994,3.2.61]
5.6.22
缺纬  mis-picks

因纬纱缺漏造成的布面组织从一边到另一边的缺损。
[GB/T 2036-1994,3.2.62]
5.6.23
纬斜  bias

<织物> 织物上的纬纱倾斜，不与经纱相垂直。
[GB/T 2036-1994,3.2.63]
5.6.24
云织  waviness

在不等张力下织成的布，妨碍了纬纱的均匀排布，从而产生交错的厚薄段(5.6.25)。
[GB/T 2036-1994,3.2.65]
5.6.25
鱼眼  fish eye

织物上阻碍树脂浸渍的小区域，可因树脂体系、织物或处理造成。
[GB/T 2036-1994,3.2.66]
5.6.26
毛圈长  feather length

从织物的最边上一根经纱边缘至纬纱的边端的距离。
[GB/T 2036-1994,3.2.67]
5.6.27
厚薄段  mark

织物整个宽度上由于纬纱过密或过稀造成的偏厚或偏薄的片段。
[GB/T 2036-1994,3.2.68]
5.6.28
裂缝   split 
<织物> 因折叠和折皱使纬纱或经纱断裂形成织物开口。
[GB/T 2036-1994,3.2.69]
5.6.29
稀松织物  woven scrim

经纱间隔和纬纱间隔较宽带有网孔的玻璃纤维布。
[GB/T 2036-1994,3.2.75]
5.6.30
浮纱  float

未与指定的相邻纱线交织，而在织物上面或下面跳过两根或更多根相邻纱线的经纱或纬纱。
5.6.31
断裂长  breaking length

<纤维纸>宽度一致的纸条自身重量将纸断裂时所需的长度，由拉伸强度和恒湿处理后试样重量计算得出。
5.6.32
吸水高度  height of capillary rise

<纤维纸>将垂直悬挂的纸条下端浸入水中，以规定时间内在纸条上由于毛细管作用而水上升的高度表示。
5.6.33
湿强度保留率  wet strength retention

纸在湿态时具有的强度与同一试样在干态时强度之比。   
5.6.34
白度   whiteness 
亮度  brightness

<纤维纸> 纸的洁白程度。
注：纸张白度是对457nm蓝光漫反射率的度量，白度反映的就是亮度特征。
5.7  基材性能
5.7.1
表观  surface appearance

    物体表面可见的状况。
5.7.2
次表观  sub-surface appearance

覆铜板蚀刻铜箔后绝缘基材的表观。
5.7.3
起泡  blister

基材的层间或基材与导电箔间，基材与保护涂层之间产生局部膨胀而引起局部分离的现象。
5.7.4
微裂纹  crazing 
<基材>在基材内织物交织处玻璃纤维与树脂分离的一种现象。表现为基材表面下出现相连的白色斑点或“十字纹”，这种现象通常与机械应力有关。
[GB/T 2036-1994,6.2.7]
5.7.5
    白斑  measling 
    <基材>发生在基材内部的在织物交织处玻璃纤维与树脂分离的现象，这种现象表现为在基材表面下出现分散的白色斑点或“十字纹”， 通常与热应力有关。
[GB/T 2036-1994,6.2.8]
5.7.6
露纤维  fiber exposure

因机械加工或擦伤或化学侵蚀而露出增强纤维的现象。
5.7.7
显布纹  weave texture

基材中编织玻纤布的纤维未断裂，并被树脂完全覆盖，但在表面显出玻璃纤维布的编织图案。
5.7.8
露织物  weave exposure

干花  dry glass
层压板的增强材料能明显地被看到的一种表观现象。
注：这是由于树脂含量低或缺损，或树脂对增强材料浸润或包敷不良所导致。
5.7.9
棕色条纹  brown streak 
   <基材> 增强材料中可见的细小条纹或瑕疵，颜色从浅黄色到褐色。
注：这是由于残存的玻纤布粘结剂未被清除干净而产生的。
5.7.10
    皱褶  wrinkle

    覆铜板由于一层或多层打折，形成的表面折痕或皱纹。                               
5.7.11
    夹杂物  inclusion

    <基材>金属的或非金属的外来微小杂物嵌入特定材料中，不作为材料的组成部分。
5.7.12
缺胶区  resin-starved area

层压板中由于树脂不足，未能完全浸润增强材料的部分。表现为光泽差，表面未完全被树脂覆盖或露出纤维的区域。
[GB/T 2036-1994,6.2.38]
5.7.13
富胶区  resin-rich area

层压板表面无增强材料处树脂明显变厚的部分，即有树脂而无增强材料的区域。
[GB/T 2036-1994,6.2.39]
5.7.14
空洞  voids 
<基材>层压板树脂区内的洞穴。

注：这通常因残留挥发物气体所形成，一般位于层压板的表面或表面附近。
管状空洞  tunnel void 
<基材>层压板增强材料纤维束中呈现的细条纹或细白线。

注：这通常为小范围的纤维束没有被树脂润湿而造成的窄槽。情况严重时，可能会导致在增强材料中看到银色条纹。
5.7.16
处理物转移  treatment transfer

铜箔处理层（氧化物）转移到绝缘基材上的现象。
注：表现为铜箔被蚀刻后，残留在基材表面的黑色、褐色或红色氧化物。
5.7.17
    树脂凸起  resin bumps 
     <层压板>涂覆面上的树脂层小面积的凸起，导致涂覆树脂层厚度局部增高。
5.7.18
白度  whiteness

    <层压板>表示覆铜板绝缘面白色的程度，以白色含有量的百分率表示。
注：测定物质的白度以氧化镁为标准白度100%，并将其定义为标准反射率100%。 

5.7.19
 基材厚度  base material thickness

不包括表面金属箔的绝缘基材厚度。
5.7.20
 覆铜板厚度  metal-clad laminate thickness

包括金属箔的覆铜板厚度。
5.7.21
垂直度  perpendicularity

矩形板材的相邻两边夹角偏离90o的程度。
5.7.22
翘曲  warpage

基板不平整的变形，有弓曲和扭曲两种形态。
5.7.23
机械加工性  machinability


覆箔板经受钻、锯、冲、剪等机加工而不发生开裂、破碎或其他损伤的能力。
5.7.24
冲孔性  hole punching

通过经受特定的模拟冲孔剪切工艺过程，材料的耐冲剪能力。
5.7.25
伸长率  elongation

试样在拉伸负荷下断裂时，试样有效部分标线间距离的增量与初始标线间距离之比的百分率。
5.7.26
泊松比  Piosson’s  ratio   
在拉伸力方向上横向收缩应变与纵向拉伸应变的比值。
5.7.27
弹性模量  elastic modulus；modulus of elasticity
杨氏模量  Young's modulus
材料有形变时，应力与相应的应变之比的比例系数。
注：这是描述固体材料抵抗形变能力的物理量,其值越大，使材料发生一定弹性变形的应力也越大，即材料刚度越大，发生弹性变形越小。
5.7.28
绝缘电阻  insulation resistance

任何成对的接触点、导线、接地器件及它们的各种成对组合之间的绝缘材料在规定条件下的电阻。
5.7.29
表面电阻  surface resistance

    加在绝缘体的同一表面上的两电极之间的直流电压除以该两电极间形成的稳态表面电流所得的商。
[GB/T 2036-1994,6.3.2]
5.7.30
 表面电阻率  surface resistivity

    在绝缘体表面的直流电场强度除以电流密度所得的商，单位为欧姆（Ω）。
[GB/T 2036-1994,6.3.3]
5.7.31
体积电阻   volume resistance

加在绝缘体的相对两表面的两电极之间的直流电压除以该两电极间形成的稳态体积电流所得的商。
[GB/T 2036-1994,6.3.4]
5.7.32
体积电阻率  volume resistivity

在试样内的直流电场强度除以稳态电流密度所得的商。实际上可视为一个单位立体内的体积电阻，单位为欧·米（Ω·m）。
[GB/T 2036-1994,6.3.5]
5.7.33
介电常数  dielectric constant ；Dk
    规定形状电极之间填充介质获得的电容量与相同电极之间为真空或填充空气时的电容量之比。
5.7.34
介质损耗因数  dielectric dissipation factor；Df
介质损耗角正切

对电介质施加正弦波电压时，通过介质的电流相量与电压相量间的相角的余角称损耗角。电介质损耗角正切值为损耗因数。
5.7.35
介电常数热变系数  thermal coefficient of the dielectric constant；TCDk
每升高或降低一摄氏温度下介电常数的变化。
5.7.36
介质损耗角正切热变系数  thermal coefficient of loss tangent；TCDf
介质损耗热变系数
每升高或降低一摄氏温度下介质损耗角正切的变化。
5.7.37
击穿电压  breakdown voltage

在规定的试验条件下，绝缘材料在连续升压试验时，试样发生击穿时的电压。
5.7.38
相比起痕指数   comparative tracking index；CTI

绝缘材料在电场和电解液联合作用下，其表面能承受50滴电解液而没有形成电痕的最大电压值。
[GB/T 2036-1994,6.3.11]
5.7.39
玻璃化温度  glass transition temperature；Tg
非晶态聚合物从玻璃脆性状态转变为粘流态或高弹态的温度。
[GB/T 2036-1994,6.4.35]
5.7.40
热分解温度  thermal decomposition temperature；Td
基板在加热升温到树脂发生分解反应时的温度。
5.7.41
热分层时间
 time to delaminate

以恒定升温速率加热样品，加热至一定温度进行恒温，在恒温开始至样品分层的时间。
5.7.42
相对热指数  relative thermal index；RTI

电气绝缘材料耐受长期暴露于高温下的能力指标。
注：材料置于一个特定温度中6000-20000小时后，其特性的原始值降至二分之一的加速老化测试结果，来推断材料在10万小时能承受的最高温度。
5.7.43
尺寸稳定性  dimensional stability

由温度、湿度、化学处理、老化或应力等因素引起的尺寸变化的量度。
[GB/T 2036-1994,6.4.11]
5.7.44
燃烧性  flammability

可燃性
材料接触火焰时着火或离开火焰后继续燃烧的能力。
5.7.45
有焰燃烧  flaming combustion

试样在燃烧时有鲜明火焰轮廓的发光燃烧。
[GB/T 2036-1994,6.4.11]
5.7.46
灼热燃烧  glowing combustion

试样不发生火焰的燃烧，但燃烧区表面可发出可见光。
[GB/T 2036-1994,6.4.32]

5.7.47
阻燃性  flame resistance 
材料具有熄灭、减少或抑制燃烧的程度。

5.7.48
垂直燃烧  vertical burning 
燃烧试验中，将长方形条状试样的一端固定在垂直夹具上，其另一端暴露于火焰中燃烧的现象。(见图5-17a)

5.7.49
水平燃烧  horizontal burning 
燃烧试验中，将长方形条状试样的一端固定在水平夹具上，其另一端暴露于火焰燃烧的现象。(见图5-17b)
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图5-17  不同燃烧试验示意图
5.7.50
耐化学性  chemical resistance

材料对酸、碱、盐、溶剂及其蒸气等化学物质的作用的抵抗能力。表现为材料的质量、尺寸、外观、机械性能等的变化程度。
5.7.51
吸水性  water absorption
吸湿性
基材在规定的条件下，对吸收水分的抵抗能力。表现为基材质量的变化程度。
5.7.52
挥发物含量  volatile content

挥发份

    预浸材料或涂胶绝缘薄膜中可挥发性物质的含量，用试样中挥发物的质量与试样原始质量的百
分率表示。
[GB/T 2036-1994,6.5.1]
5.7.53
树脂含量  resin content

层压板或预浸材料中树脂的含量。用试样中树脂的质量与试样原始质量的百分率表示。
[GB/T 2036-1994,6.5.2]
5.7.54
树脂流动度  resin flow

表征预浸材料中树脂在一定温度和压力下的流动特性的指标。
5.7.55
凝胶时间  gel time

    预浸材料的B阶树脂，在给定热的作用下从固态经液态再变为固态所需的时间，以秒计。
5.7.56
粘度  viscosity 
    <树脂>由分子间吸引力造成的阻止液体流动的液体内部的摩擦力，其单位是帕·秒（Pa·s）。
5.7.57
交联 crosslink

热固性树脂的高分子链间以化学键连接成网状结构的过程。
5.7.58
工作温度  service temperature 
<挠性材料> 挠性印制电路材料在其100000 小时寿命周期内，其剥离强度和击穿电压的下降均不超过初始值50%时，所达到连续暴露的最高温度。
5.7.59
溢胶量  resin overflow 

涂胶粘剂薄膜试样受热受压时冲孔圆周流胶的环形间距，以毫米计。
5.7.60
回弹力  resilience force 

<挠性材料>挠性覆铜板在受力弯曲时，所产生的反方向的作用力。
5.7.61
回弹强度  resilience strength
 
<挠性材料>挠性覆铜板在受力弯曲时，反方向的单位宽度的回弹力。
5.7.62
卷曲  curling

涂树脂铜箔片由于两面结构差异而导致的其角或边翘曲的状况。
注：卷曲程度可用最大翘起的距离除以被测片材的最长边的百分比来表示。
5.7.63
  反射率  reflectivity
    覆铜板绝缘面对入射光线的垂直反射能力，以反射光的强度与入射光的强度的百分比表示。
5.7.64
各向异性  anisotropy

物质的性能随材料的方向不同而具有的差异性能。
5.7.65
加速老化  accelerated aging
<材料>对材料施加正常工作值之上的实验参数，如温度、湿度、电压等以在相对较短的时间内评估材料性能变化的测试。
5.7.66
差示扫描量热法  differential scanning caborimetry；DSC
在程序控制温度下，测量输入到物质和参比物的功率差与温度的关系的技术。

[GB/T 2036-1994,6.4.39]
5.7.67
热机械分析  thermal mechanical analysis；TMA
以一定的加热速率加热试样，使试样在恒定的较小负荷下随温度升高发生形变，测量试样温度形变曲线的方法
5.7.68
动态力学分析  dynamic mechanical analysis；DMA

样品受外力作用会产生相应的变化，对这种外力作用下样品的应力-应变关系随温度等条件的变化进行分析。
6  制造术语
6.1  通用术语

6.1.1

印制  printing

用任一种方法在表面上复制图形的工艺。

[GB/T 2036-1994,2.28]
6.1.2

减成法  subtractive process
通过选择性地去除无用导电箔而形成导电图形的工艺。
[GB/T 2036-1994,5.1.2]
6.1.3

加成法  additive process
在未覆金属箔基材上,通过选择性地沉积导电材料而形成导电图形的工艺。

[GB/T 2036-1994,5.1.3]
6.1.4

半加成法  semi-additive process；SAP
在未覆金属箔基材或覆薄金属箔基材上,用化学沉积导体,结合电镀或蚀刻,或者三者并用形成导电图形的一种加成法工艺。

[GB/T 2036-1994,5.1.4]
6.1.5

改进型半加成法  modified semi-additive process；mSAP

对覆铜箔基材进行蚀刻减薄铜层,然后按半加成法用化学沉积导体,结合电镀或蚀刻,或者三者并用形成导电图形。

6.1.6

全加成工艺  fully additive process
    仅用选择性化学沉积或涂覆方法形成有整个厚度的电隔绝导线的加成法工艺(见6.1.3)。

6.1.7 

加成制造  additive manufacturing
增材制造
以数字模型文件为基础，通过数字化软件与数控系统将专用的金属或非金属功能材料，按照挤压、喷射与光固化、烧结等方式逐层堆积，通过"自下而上"材料累加制造出实体物品的制造方法。 

    注：3D打印是典型的加成制造技术。
6.1.8
    逐层积层  sequential build up

    顺序积层

按预定结构顺序，在芯板上完成一层电路层后再层压一层基材的多次重复工艺。

6.1.9  
Z轴互连  Z-Axis Interconnect
多层印制板制造中，先分别制造若干块芯板，再采用导电膏或焊锡、端子等对接导通孔并压合在一起的多层互连。
6.1.10
裸铜覆阻焊工艺  solder mask on bare copper；SMOBC
一种在印制板表面选择性地涂覆阻焊剂然后进行焊料整平或其他处理的工艺。

6.1.11
逐片式加工  sheet to sheet process （StS）
基板及在制板以单片形式逐块进行加工。

6.1.12
成卷式加工  roll to roll process （RtR）
基板及在制板以成卷形式连续进行加工。    

6.1.13
单块板  unit board 

具有设定印制板功能的独立一块成品板，是印制板的最小单元。(见图6-1)
6.1.14
单元板  set board 

为便于生产和装配而设定的单块板或多块板拼接在一起的交货单元。（见图6-1）

注：若由多件单块板拼接的单元板在相互之间应有便于分板的措施。

6.1.15
拼板  multiple printed panel
把一种或多种印制板单元拼连在同一个平面，成为一个独立的加工工件。(见图6-1)
6.1.16
在制板  panel                       
     一种按生产需要预定尺寸的矩形基板，它用来加工一块或多块印制板，或还包含附连测试板。(见图6-1)
6.1.17
工艺边  technology edge
工艺区  process area
为了印制板组装需要，在单元板边缘增加的部分区域。（见图6-1）
注：此区域可以是在边缘局部或四周，其不属于印制板的一部分，生产完成需去除。
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图6-1  拼板形式
6.1.18
成品板  production board 
按照适用的详细图纸、规范和采购要求制造完成的印制板。
6.2  照相底版

6.2.1  
照相底图  artwork 
用来制作照相原版或生产底版的比例准确的图形。（见图6-2）

6.2.2

照相原版  artwork master； original production master； photomaster 

用来制作生产底版的比例为1：1的图形。（见图6-2）

6.2.3

生产底版  production master
用来生产印制板的比例为1：1的图形。（见图6-2） 

[GB/T 2036-1994,5.2.2]
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图6-2  印制板设计和制造简要流程

6.2.4

照相缩制尺寸  photographic reduction dimension
从照相底图摄制照相原版时，在照相底图上所标示的缩成照相原版的尺寸。

注：标示两条直线之间或两个规定点之间的距离，规定该尺寸值是按1:1比例。

6.2.5

照相底片  photographic film；phototool
未经照相或复印的感光胶片或感光玻璃板。

[GB/T 2036-1994,5.2.7]

6.2.6

银盐底片  silver film
光敏乳胶含卤化银的照相底片。

6.2.7
重氮底片  diazo film
光敏乳胶含重氮盐的感光底片。

6.2.8

乳胶面  emulsion side
药膜面

照相底片上涂覆光敏乳胶的那一面。

6.2.9

感光层  photographic layer
能被曝光并经显影处理产生可视图像材料的光敏层。

6.2.10

光绘图  photo plotting
用受控的光束扫描照相底片，由直接曝光形成图像的照相方法。

6.2.11

激光绘图  laser plotting
采用激光光束扫描照相底片，由直接曝光形成图像的照相方法。

6.2.12
步进重复  step-and-repeat
通过对单个图形进行逐次曝光制作拼接多个图形的生产底版方法。

6.2.13
显影  developing 
<照相底片>对已感光的光敏材料进行化学处理以显现出图像。

6.2.14
定影  fixing  
<照相底片>对已显影出图像的照相底片继续化学处理使图像清晰、固定。

6.2.15
底片图像  photographic image
在底片或照相版上的光掩膜或乳剂中的图像。

6.2.16
正向  right reading
从照相底版的主面观察时，与照相原版图形相同的方向。

6.2.17
正向朝下  right reading down
图形是正向的，而乳胶面是观察面反面的照相底版的方向。

6.2.18
正面朝上  right reading up
图形是正向的，而乳胶面是朝着观察面的照相底版的方向。

6.2.19
正像图形  positive pattern
照相底版上呈现的将制作于印制板上的图形为不透明的图像。

注：照相底版上导电线路、阻焊层、字符等为不透明的图像。

6.2.20
负像图形  negative pattern
照相底版上呈现的将制作于印制板上的图形为透明的图像。

注：照相底版上导电线路、阻焊层、字符等为透明的图像。

6.2.21 

镜像图形  mirrored pattern
表示其方位是从正向图形翻转过来的一种图形，如从镜子中看到的图形。

6.2.22 

镜像拼版  flip flop
在制板的一半是元件面，另一半是焊接面的一种拼板方法。
注：用于在制板成像的照相底版只有一张，在制板上的孔呈镜像对称。

6.2.23 
缩图标志  reduction marks
在照相底图的边界区域内用来确定照相缩小尺寸的一组固定图形。

6.2.24

逼真度  definition
复印的照相底版图形与原版的一致程度。

6.2.25

清晰度  definition
<照相底片>图像的清晰程度，主要为复制图形的边缘相对于原版的逼真度。

6.2.26 

分辨率  resolution
解像度

光敏材料或光学镜头能够清晰解像的能力。通常用图像的最小宽度(间距)或每毫米宽度内能清晰显现线条数量表示。

[GB/T 2036-1994,5.2.20]

6.2.27
光密度 optical density  
为材料遮光能力的表征,入射光强度与透射光强度之比值的常用对数值。

注：照相底版对光线的不透明程度。
6.2.28
照片灰雾  photographic fog
照相底版的透明区域出现灰色或不透明区域黑度降低的现象。 
6.3  光致成像

6.3.1 

光致成像  photo imaging
通过光照射在涂覆光敏材料的物体上产生图像。

6.3.2

光致抗蚀剂  photoresist
用于保护在制板铜箔面非蚀刻区或非电镀区的光敏高分子聚合材料。

6.3.3 

光致抗蚀干膜  dry film photoresist
受光照而聚合形成保护图像的一种干膜状的光致抗蚀材料，感光乳剂夹在聚酯衬底和离型薄膜中间的三层结构。(见图6-3)
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图6-3 光致抗蚀干膜结构
6.3.4

液态光致抗蚀剂  liquid photoresist
相对于干膜光致抗蚀剂，在涂覆到在制板表面上干燥前为液态的光致抗蚀剂，预干燥后成为光致抗蚀膜层。
6.3.5

耐电镀抗蚀剂  plating resist
用于在制板形成耐电镀图形的抗蚀剂，通常是干膜与液态光致抗蚀剂或网印抗蚀油墨。

6.3.6

正性抗蚀剂  positive-acting resist
受光照会分解(软化)的抗蚀剂。被曝光区域在显影后这部分抗蚀层被除去。

6.3.7

负性抗蚀剂  negative-acting resist
受光照会聚合(硬化)的抗蚀剂。被曝光区域在显影后这部分抗蚀剂仍保留。

6.3.8

压干膜  dry film laminate 

贴膜

将光致抗蚀干膜经加热加压粘贴在在制板表面。

6.3.9 
涂布  coating 
<光致抗蚀剂>将液体光致抗蚀剂均匀地涂覆于在制板表面，形成一层光致抗蚀膜。
注：涂布方法有喷涂、淋涂、滚涂等，可以选择。

6.3.10  

曝光  exposure
利用紫外线(UV)的能量，选择性地照射于光致抗蚀剂使之发生聚合或分解的化学反应，达到局部抗蚀剂硬化而达到图像转移的过程。

6.3.11

接触成像  contact printing
图像模版与基板上感光膜相互接触下被曝光转移图像的成像方法。

6.3.12
直接成像  direct imaging；DI
由计算机操控光束，直接在感光膜上进行快速扫描完成曝光的成像方法。

6.3.13
激光直接成像  laser direct imaging；LDI
由计算机操控激光光束，直接在感光膜上进行快速扫描完成曝光的成像方法。

6.3.14
带定位生产底版  registered production master
具有物理定位要素的生产底版。

6.3.15
CCD自动定位  CCD automatic  registration
采用电荷耦合器件（CCD）自动找准定位目标的定位方式。

6.3.16
光梯尺  step scale
光密度尺  gray scale
由一系列已知密度组成的，从透明经灰色到黑色排列的有规则明暗分段的照像底版，用于选择恰当曝光量的参照尺度。(见图6-4)
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图6-4  光梯尺例

6.3.17
掩孔  tenting hole

盖孔

用干膜抗蚀剂覆盖在制板中孔和周围导电图形。
注：这通常是掩盖非金属化孔，在图形电镀时阻挡镀层进入孔内。

6.3.18
显影  developing
<光致抗蚀剂>对经曝光后光致抗蚀剂膜采用显影溶液进行冲洗，去除未固化光致抗蚀剂膜得到抗蚀图形。

6.3.19
显影液  developer
用以冲洗掉未感光聚合膜层的化学溶液。

注：通常耐酸性聚合膜层的显影液为碱性化学品溶液。

6.3.20
显像点  break point
在制板进入显影室，显影速度控制在显示显影图像清晰时显影段中的位置。

注：通常控制显影段总长度的50％～75％之间显示图形清晰，显影室的该处称为显像点。
6.3.21
残膜  scum
显影后没有清洗干净而留在表面的抗蚀剂残余物。

6.3.22 

反像  reverse image
在制板上用来使导电区域暴露出来进行后续电镀的抗蚀剂图形。

6.3.23
光致导通孔  photo via
对光敏性介质层采用光致成像工艺形成的导通孔。
6.4  印刷成像

6.4.1

印刷  printing

使用模拟或数字的图像载体将印料（如油墨）转移到承印物上的复制过程。

注：印刷的模拟图像载体有凸版、平版、凹版、孔版（网版）等。

6.4.2

孔版印刷  permeographic printing

印版在图形区域漏墨而非图形区域不漏墨的印刷方式。
[GB/T 9851.1-2008,5.14]

6.4.3

网版印刷  screen printing

    网印

印版在图形区域呈筛网状开孔的孔版印刷方式。
[GB/T 9851.1-2008,5.14.1]

6.4.4

镂空版印刷  stencil printing 

在木片、纸板、金属或塑料片材上刻画出图形，制出镂空版，通过刷涂或喷涂方法使印料透过通孔，附着在承印物上的孔版印刷方式。
[GB/T 9851.6-2008,2.3]

6.4.5

数字印刷  digital printing

使用数字文字控制相应设备，将印料（如油墨）直接转移到承印物上的复制过程。

6.4.6
丝网  screen mesh 

一种用经线与纬线编织而成，具有大小相同开孔的版膜承载体。
[GB/T 9851.6-2008,3.16]
6.4.7
 丝网目数  mesh count

     丝网单位长度内的网丝数量。亦即每单位长度中之丝数，或其开孔数。
注：目数反映了丝网之经纬丝数与其编织密度，单位为目/厘米（mesh/cm）。

6.4.8
印刷网框  screen printing frame 

固定并支撑丝网印刷模版载体的框架装置。（见图6-5）
6.4.9
网印版  screen forme     
由版膜、版膜承载体和网框组成的、图形区域为筛网状通孔的一种印版。（见图6-5）
6.4.10
版膜  stencil film 

在网版承载体上附着的感光胶或其他材料的膜层。（见图6-5）
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图6-5  网印版
6.4.11
直接制版法  direct screen making 

直接在网状承载体（丝网）上涂布感光乳剂膜，然后曝光显影制作网印版的方法。

6.4.12
间接制版法  indirect screen making 
先将感光膜片固着在网状承载体（丝网）上，然后曝光显影制作网印版的方法。

6.4.13
绷网机  stretching machine 

将丝网绷紧在网框上的装置。

[GB/T 9851.6-2008,3.13]
6.4.14
网版印刷机  screen printing machine 

网版印刷用的机器。

注：常用的是平面印刷机。

6.4.15
印刷台  printing table

网版印刷机上放置、固定承印物平台，可与刮墨刀共同产生有效压印力。（见图6-6）

[GB/T 9851.6-2008,4.6]
6.4.16
刮墨刀  squeegee

迫使网印版紧抵承印物，并使油墨透过网印版的通孔转移到承印物上，同时刮除印版上多余油墨的装置。（见图6-6）

[GB/T 9851.6-2008,4.7]
6.4.17
刮墨胶条  squeegee blade

刮墨刀前端的刀状橡胶部分。（见图6-6）

6.4.18
回墨板  ink flooding blade 

将刮墨刀刮到终端的油墨送回到刮墨刀起始位置的装置。（见图6-6）

[GB/T 9851.6-2008,4.9]
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图6-6  网版印刷

6.4.19
丝网张力  mesh tension 

网印膜版的承载体（丝网）处于受力状态下对网框所施加的拉力。

[GB/T 9851.6-2008,3.16.3]
6.4.20
网距  off-contact distance 

印刷时，网印版底面与承印物之间的距离。（见图6-6）
[GB/T 9851.6-2008,2.4]
6.4.21
抗蚀剂  anti etching ink；etching resist ink
一种适于网版印刷在基板上形成线路图形，干燥固化后能耐酸性蚀刻液的液态粘稠剂。

6.4.22
粘度  viscosity 
内摩擦

<油墨>一层流体对另一层流体作相对移动时所产生的阻力，是流体内部阻碍其流动的一种特性。
注：油墨粘度单位帕·秒（Pa·s），传统用"泊(P)"、"厘泊(cP)"来表示，1 Pa·s=10P=1000cP。
6.4.23

    细度  fineness
反映颜料和填料等在连结料中的分散程度，或者说，颜料粒子在连结料中被剪切粉碎的尺寸。也反映了颜料及固体料颗粒的大小。
6.4.24
漏斗法  funnel method 
<粘度测量>以一定体积的油墨倒入漏斗状容器，油墨通过某一直径泄漏圆孔所需要的时间表示相对粘度。

6.4.25
旋转法  rotation method
<粘度测量>采用旋转式粘度计，通过转子在液体（油墨）中转动所受到的阻力来测定粘稠程度。

6.4.26
触变性  thixotopic
材料在静止时呈胶状,而受触动时粘度发生变化的-种性质。
注：在网印过程中，表现为油墨在静止一定时间后变稠，粘度变大，搅动后又变稀、粘度变小的一种可逆现象。
6.4.27
稀释剂  diluent
降低液态物质中固体物浓度和降低复合物(如粘合剂、涂料、清漆)黏度，但不发生化学变化的液体添加物。

6.4.28
热固化  thermal curing，heat curing
利用热能使印刷的油墨图形达到固化变硬。常用红外线加热器。

6.4.29   
光固化  light curing
利用光照射使印刷的油墨图形达到固化变硬。常用紫外光照射。

6.4.30  
烧结  sinter
在加热条件下把粉状物料转变为致密体的过程，其中发生致密化、合金化、联接导通等一系列物理和化学的变化。
6.4.31
自然干燥  natural drying
将印刷了油墨图形的基板放置在自然环境下，使油墨干燥固化。

6.5  蚀刻、表面清洗

6.5.1 

蚀刻  etching
用化学或电化学方法去除基材上无用的导电体,形成印制图形的工艺。

6.5.2 

差分蚀刻  differential etching
鉴于在制板上整个导电铜层有厚薄不同，进行同时蚀刻使得薄铜层被去除，而厚铜层被减薄保留成为所需线路图形的一种蚀刻工艺。

6.5.3 

微蚀刻  micro etching
用化学方法轻微地腐蚀金属表面的工艺，通常起到除去铜面上外来的污染物或和增加表面粗糙度作用。

6.5.4

减薄铜  thinning copper
对在制板全板面铜层通过蚀刻减少其厚度。

6.5.5 

蚀刻剂  etchant
通过化学反应有效去除在制板表面金属层（铜层）的化学品。

6.5.6

酸性蚀刻液  acid etching solution
呈酸性的蚀刻溶液。通常溶液含有盐酸或硫酸成分，适用于耐酸性抗蚀保护层图形蚀刻。

6.5.7

碱性蚀刻液  alkaline etching solution
呈碱性的蚀刻溶液。通常溶液含有氨（铵）成分，适用于耐碱性抗蚀保护层图形蚀刻。

6.5.8 

侧蚀  undercut
发生在抗蚀层图形下面导线侧壁的蚀刻，因蚀刻而产生的导线边缘凹进或挖空现象。(见图6-7)
6.5.9

加工中侧蚀  undercut in process
平行于板面测得的包含抗蚀层的图形的外沿至同一侧铜层最大凹进处的距离。

6.5.10

加工后侧蚀  undercut after process
平行于板面测得的包含外镀层和涂覆层的导线一侧的外沿至同一侧铜层最大凹进处的距离。

6.5.11

蚀刻因子  etch factor；Ef
蚀刻系数
蚀刻深度(导线厚度)与侧向蚀刻量(侧蚀)之比,即导线厚度与侧蚀量之比。如图6-7a，蚀刻系数：Ef＝T／X。
6.5.12

镀层增宽  out growth
由于电镀加厚使导线侧面宽度增加超过生产底版宽度的值。(见图6-7b)
6.5.13

镀层突沿 overhang
镀层增宽与侧蚀的总和。如果没有侧蚀，则镀层突沿等于镀层增宽。(见图6-7b)
[image: image74.png]T ARER T ARER

E-27) E-27)

— v mres
z BRRE





图6-7  导线侧蚀、镀层增宽、镀层突沿示意图

6.5.14

过蚀刻  over etching
蚀刻过程过度，使导线过细或严重的侧蚀。(见图6-8a)
6.5.15

欠蚀刻  insufficient etching
蚀刻过程不足够，导致导线过粗未达到要求。(见图6-8b) 
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图6-8  蚀刻过度与欠缺
6.5.16

蚀刻速率  etching rate 
蚀刻液在单位时间内溶解金属铜的深度，以μm／min表示。
6.5.17

溶铜量  copper dissolution 
在一定的允许蚀刻速率下，单位蚀刻液溶解铜的量，以g/L表示。
6.5.18

水池效应  puddle effect
在制板在水平输送蚀刻机中，朝上的板面会积存蚀刻液而形成一层水膜，阻碍了喷射下来新鲜蚀刻液的作用，造成蚀刻效果差的现象。(见图6-9)
[image: image76.png]



图6-9 水池效应示意图

6.5.19 

真空蚀刻  vacuum etching
蚀刻设备中附有真空汲取板面多余蚀刻液的装置，达到消除“水池效应”提高板面蚀刻效率的方法。

6.5.20  
方向性蚀刻  anisotropic etching
对铜表面快速蚀刻而铜侧面蚀刻极微小的线路图形蚀刻方法，能尽量使导线截面呈矩形。
6.5.21
去膜  strip ；resist stripping
抗蚀剂剥离

完成特定处理后，将不需要的掩膜材料如光致抗蚀剂或金属蚀刻抗蚀剂去除的过程。

6.5.22
退锡  removing tin
用溶锡化学溶液将板面上保护导体的镀锡抗蚀层去除。

6.5.23
浸亮  bright dip
用来使金属产生光亮表面的一种浸渍工艺。例如蚀刻后的锡铅浸亮。

6.5.24
显影蚀刻去膜线  development etching stripping line；DES
DES线
在印制板制造中把完成图形转移曝光后的显影、酸性蚀刻和去膜三道工序连续进行的生产线。

6.5.25
去膜蚀刻退锡线  stripping etching stripping line；SES
SES线
在印制板制造中把完成图形电镀后的去膜、碱性蚀刻和退锡三道工序连续进行的生产线。
6.5.26
化学清洗  chemical cleaning
由化学溶液对板面的氧化层及污染物起化学反应而达到去除效果。

6.5.27
超声波清洗  ultrasonic cleaning
用超声波作用于清洗溶液，以更有效地除去制件表面油污及其他杂质的方法。

6.5.28
等离子清洗  plasma cleaning 
    利用等离子体的活化能力将材质表面进行清洁及微粗化处理，使材质具有更大的表面能而展现更好的结合力。
6.5.29
磨刷  grinding brush； scrubbing
为了去除板面氧化层和改善接合力，釆用机械力研磨去除板面的氧化层及污染物的加工方式。
6.5.30
浮石粉磨刷  pumice grinding brush 

添加浮石粉为磨料的磨刷。

6.5.31
不织布刷辊  non-woven brush 

表面的研磨层采用不织布材料制作的刷辊。
6.5.32
陶瓷刷辊  ceramic brush

表面的研磨层采用陶瓷材料制作的刷辊。

6.5.33
尼龙针刷辊  nylon bristle brush
表面的研磨层采用尼龙丝材料（含磨料或不含磨料）制作的刷辊。

6.5.34
喷砂  sand-blasting
用高速运行的砂粒喷射工件，进行表面处理、除锈或使其表面粗化的加工方法。

6.5.35
去毛刺  deburr
用机械方法去除毛刺的工艺。

注：通常是用旋转的、含磨料的尼龙针刷辊去除毛刺。
6.5.36
研磨电流  working current
刷辊研磨板件时，研磨电机的电流变化值。
注：通常刷辊与被磨刷板接触紧密、压力大，则电流大。

6.5.37
磨痕宽度  grinding mark width 

    当被磨刷板放置于刷辊下不再移动，被磨刷后在板面铜层有磨痕出现，由测量得出磨痕宽度。
6.5.38
水破试验  water break test

把含铜层整张板浸入水中，然后持板边倾斜45°角取出水中的板，观察板面水膜状况以判断板面清洁程度。

注：测试板浸入水中后取出，记录从出板到水膜破裂时的时间，时间长则板面清洁浸润性好。
6.6  阻焊、字符、塞孔

6.6.1

阻焊剂  solder mask；SM；solder resist；SR  
防焊剂
一种固化成膜后具有耐热、绝缘和阻隔焊锡作用的树脂化合物。

6.6.2

阻焊干膜  dry film solder mask
一种干膜状的光聚合阻焊剂。

6.6.3

液态光致阻焊剂  liquid photosensitive solder resist
涂覆到印制板上干燥前为液体状，干燥后用光致成像形成保护层的一种阻焊材料。

6.6.4

喷墨印刷  ink jet printing  (IJP)
采用喷墨打印设备直接在板面喷涂功能油墨形成图形的工艺。
6.6.5
填孔工艺  via filling process
向导通孔中填充物质，起到保护与覆盖孔的一种工艺。

6.6.6
字符印刷  legend printing
采用网版印刷方法在板面形成标记符号的工艺。

6.6.7
真空塞孔印刷  vacuum plug printing
采用抽真空印刷机进行印制板塞孔印刷，其借助真空吸力使油墨充分入孔达到塞孔效果。

6.6.8

阻焊剂塞孔  solder mask plug hole
以阻焊剂为填充物的塞孔，可单独进行塞孔印刷或表面印制阻焊剂时实现。

6.6.9
树脂塞孔  resin paste plug hole
以绝缘树脂膏为填充物的塞孔，通常由真空印刷实现。

6.6.10
导电膏塞孔  conductive paste plug hole
以导电膏为填充物的塞孔，通常由真空印刷实现。

6.6.11
银浆贯孔  silver paste filling hole

由网版印刷或真空印刷进行银导电膏填塞孔，实现孔两面连接盘导通。
6.6.12
可剥胶  strippable adhesive
一种液态聚合物涂料（油墨），当涂覆于在制板表面干燥后会成为抗蚀与耐热保护的膜层，在不需要时可以剥去而表面不留残余胶膜。

6.6.13
修版  touch up
发现并去除板面图形缺陷的过程。
6.6.14
修补  retouch

阻焊显影后，对板面的缺陷进行修补的作业。

6.7  多层压制

6.7.1

氧化处理  oxidation treatment
<多层板> 为提高多层板内层压合结合力，对内层板进行化学处理使表面铜层产生氧化层的工艺。

6.7.2

黑化  black oxidation
使多层板内层表面铜层产生黑色氧化层的化学处理。
6.7.3

棕化  brown oxidation

使多层板内层表面铜层产生棕色氧化层的化学处理。
6.7.4
预排  booking

预叠  pre-laminated plate
层压前把构成多层板的各层依顺序对准重叠起来并完成层间固定的操作。

6.7.5

铆钉定位  rivet positioning 

借助铆钉固定预排各层之间重合位置的定位方法。

6.7.6

销钉定位  pin positioning
采用金属销钉固定预排各层之间重合位置的定位方法。

6.7.8

熔合定位  fusion positioning
采用局部加热预浸材料熔化粘合内层，使预排各层相互之间重合固定的定位方法。

6.7.9
叠板  lay up；stacking

叠合

 把完成预排（6.7.4）的在制板加上离型膜和分隔钢板、缓冲垫和模板等，按序排列后待送入压机。(见图6-10)
[image: image77.png]EHIR

_mEE
T SEWE (ST
b (4R

TRESR




图6-10  多层压制叠板例

6.7.10
压制  press
层压  laminating

按预定结构，将内层芯板与预浸材料组合后利用高温高压结合成一体的过程。
6.7.11

多层真空压机  multilayer vacuum press
    有多个压合室(空间),在工作时可呈真空状态的压力机。

6.7.12

钢板  steel plate

<压制>压合时紧贴铜箔放置，以其平整特征保证压合后铜面平整光滑。

6.7.13

牛皮纸  kraft paper
一种较粗糙厚实的纸张，放在压合机的热盘与钢板之间起到传热传压缓冲作用。

6.7.14

缓冲垫  cushion 

在层压过程中起到均匀传热、缓冲温度和压力及改善平行度作用的薄片材料。
注：可代替牛皮纸在多层压制中起到缓冲作用。
6.7.15

脱模剂  release agent
涂覆于模板表面防止压制材料粘模的膏状物质。  
6.7.16
离型膜  release sheets


防粘膜  release film
一种聚合物薄膜，衬垫于铜箔面与模板之间起到隔离作用。
6.7.17
压板间距  daylight

压力机打开时压合室的定压板和动压板之间的距离。
6.7.18
压合曲线 press curves
以时间为横轴，以温度与压力作为纵轴参数进行多层板压合的控制曲线。（见图6-11）
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图6-11  压制参数控制曲线例

6.7.19
升温速率  heating rate
为保持一定的树脂流动性而设定的温度提升速度，以单位时间变化量（℃/min）表示。

6.7.20
接触压力  kiss pressure
仅稍大于使材料相互接触所需的压力。

6.7.21
放气  degassing
<压制>在压制层压板和多层印制板的过程中，通过瞬间降压与加压，使被压工件内气体排出的操作。

6.7.22
热压  hot-pressing

利用加热系统的高温熔化粘结片树脂，施加真空和压力使得树脂填充内层板之间的空隙并粘合固化成一体的过程。
6.7.23 

冷压  cold-pressing

将热压固化后的层压板或多层板在保持压力下逐渐降温的过程。
6.8  钻孔加工

6.8.1

钻孔  drilling
用旋转的钻头在实心材料上加工孔的方法。

6.8.2

机械钻孔  mechanical drilling
用机械钻床和钻头对工件进行钻孔。

6.8.3

数控钻孔  numerical control drilling；NC drilling
采用数字控制技术的机械钻孔。
注：包括采用计算机实现数字程序控制（CNC）的钻孔。
6.8.4 

钻床  drilling machine；drillers
主要用钻头在工件上加工孔的机床。钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。
[GB/T 6477-2008,2.1.8]

6.8.5

钻机平台  platform (drilling machine)

钻孔机床上放置被钻孔工件的平台。

6.8.6

主轴  spindle
钻床中带动钻头高速旋转的轴。
注：一台钻床可以有单个主轴或多个主轴。按主轴轴承不同，有空气轴承主轴和电子轴承主轴。

6.8.7

夹头  collet
主轴下端安装钻头部分，为主轴的组成部分。

6.8.8 

压脚  pressure food
钻机钻孔时压住基板的装置，装于钻机上的一个部件。（见图6-12）
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图6-12  主轴与压脚

6.8.9

钻头盘  drill bit tray
钻机附有存放钻头的装置，可在钻孔时供主轴自动更换钻头的部件。

6.8.10

钻头  drills；drill bit
用于钻削加工的一类刀具。
[GB/T 1008-2008，4.2]
6.8.11

硬质合金钻头  cemented carbide drill bit  

采用钨钴类硬质合金钢材料制成的钻头。

6.8.12

涂层钻头  coated drill bit
在表面涂覆有一层硬质耐磨金属化合物薄膜，降低磨擦系数、提高耐磨性的钻头。

6.8.13
ST 型钻头  straight type
钻体母线为直线，钻头刀刃部分的直径是相同的的钻头。(见图6-13a)
6.8.14
UC型钻头  undercut type
钻头刀刃前端的直径为正常直径，靠后部分的直径略小于前端直径的钻头。(见图6-13b)
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图6-13 ST型与UC型钻头的钻尖不同结构

6.8.15
槽长 flute length  

分别通过钻头的横刃和靠近柄部一端的容屑槽终点的两个垂直于钻头轴线平面间的距离。（见图6-14）
注：钻头刀刃的开槽长度，此长度决定钻孔最大叠板数。
6.8.16
钻尖角  point angle
钻头刀尖角度，小直径一般为130度，大直径一般为165度。(见图6-14)
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图6-14  钻头构成

6.8.17
套环  drill-bit ring
一种套于钻头圆柱形柄的塑胶环，帮助控制钻头夹紧高度，也用不同颜色来区分钻头直径。(见图6-15)
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图6-15 钻头套环例
6.8.18
电木板  bakelite plate
固定在钻机机台，用于固定多层板钻孔的电木材质垫板。（见图6-16）

注：钻孔用电木板一般为10毫米厚。

6.8.19 

盖板  entry board
钻孔时盖在在制板上面的材料。（见图6-16）

注：盖板通常是铝片，也有用树脂层压板。
6.8.20
垫板 back-up board
钻孔时垫在在制板下面的板材。（见图6-16）

6.8.21
销钉 pin
一种用作在制板定位工具的柱形金属件。（见图6-16） 
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图6-16  机械钻孔装板示意图

6.8.22
叠板数  stacked plate number
单次钻孔时的在制板堆叠数。
6.8.23
主轴转速  spindle speed 
主轴每分钟的转数。
[GB/T 6477-2008,2.4.2.6]
6.8.24
主轴偏摆  run out
机床主轴在高速旋转状态下的偏移量，分为静态偏摆与动态偏摆。

6.8.25 

进给  feed motion
钻头进入工件使多余材料不断被去除的工作运动。

6.8.26 

进给速率  feed rate
下钻速度  feed speed 
单位时间钻头下钻的距离，以mm/min标示。
6.8.27 

进刀量  chip load
切削量

钻头每转一周的进刀深度。

6.8.28 

表面切削速度  surface feet per minute；SFM
钻孔加工中钻头刃口每分钟对工件的切削距离或长度。

6.8.29  

进给转速比  feed rotation rate
钻头进给速率与其旋转速率之比。
注：最佳进给转速比将使钻孔时的发热量减小到最小。

6.8.30
退刀  tool retracting
进给运动结束后，加工工具与工件相互离开的过程。

[GB/T 6477-2008,2.2.2.2]
6.8.31 

返回  return； back motion
退刀后，加工工具或工件回到加工前位置的过程。

[GB/T 6477-2008,2.2.2.3]
6.8.32
背钻  back drill
将镀覆孔的一面去除部分孔壁铜层的钻孔工艺。（见图6-17）

6.8.33
控深钻  depth control drill
在钻头下钻接触导体的瞬间，钻机开始计算下钻的深度，钻到预定深度而不钻穿板的钻孔方式。（见图6-17）

注：控深鉆可以用于机械钻盲孔、背钻孔等。
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图6-17  控深钻背钻孔

6.8.34
分段钻  sectional drilling

对于比较厚的板，分成多次进行不同深度下钻，最终将板子钻通的钻孔方式。

6.8.35
分步钻  step drilling
先用较小直径的钻头钻到一定深度，再用稍大直径的钻头钻到一定深度，最后用所要求直径的钻头钻透多层板的一种钻小孔方法。
6.8.36
扩孔  expanding drill 

在原有孔的基础上将孔扩大的一种加工方法。

6.8.37
沉头孔加工 counterboring ；counterbore machining
用比已钻孔直径大的钻头在预制孔上扩大孔口成为沉头孔的方法。沉头孔分为平底沉孔和锥沉孔。（见图6-18)
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图6-18 沉孔示意图
6.8.38
孔位精度  hole location accuracy
所钻孔的位置精准度。

6.8.39
树脂钻污  resin smear
由钻孔产生的在孔壁上树脂覆盖内层裸露导体边缘的现象。

6.8.40
毛刺  burrs

披锋 

在钻孔时钻头进入及退出基板面时在孔口出现的附连金属丝或玻纤丝。

6.8.41
孔偏  hole deviation
钻孔时偏离设计位置的现象。

6.8.42
斜孔  splay

钻孔时钻头偏斜、抖动出现偏心、不圆或不垂直的孔。
6.8.43
孔壁粗糙度  hole roughness

由钻孔或冲孔形成的孔边缘或孔壁的粗糙程度。(见图6-19)
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图6-19 孔壁粗糙度测量

6.8.44
漏孔  skip drilling
在制板钻孔过程中被遗漏而未钻的孔。此现象通常是钻孔程序差错或过程中钻头断裂缺失。

6.8.45
激光  laser

激光辐射  laser radiation 

由激光器产生的波长直到1mm的相干电磁辐射。它由物质的粒子受激发射放大产生，具有良好的单色性、相干性和方向性。
[GB/T 15313-2008,2.1.1]

注：英文laser是 “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的字头缩写。

6.8.46

二氧化碳激光  CO2 laser
波长约9400nm（9.4μm）红外线的二氧化碳气体激光。
注：其是利用红外激光热效应进行加工，被称为热加工，通常只能对树脂、玻璃纤维等进行钻孔加工。
6.8.47

紫外线激光  ultraviolet laser；UV laser
采用波长约355nm紫外线的固体Nd：YAG（钇铝石榴石）激光。
注：其是利用紫外激光的化学能去破坏物体形成悬浮微粒被吸走形成孔的加工，被称为冷加工，除对树脂、玻璃纤维外也能对铜箔等进行钻孔加工。

6.8.48

准分子激光  excimer laser
受到电子束激发的惰性气体和卤素气体结合的混合气体形成的分子向其基态跃迁时发射所产生的波长范围为157-353nm的激光。
注：其属于冷激光，无热效应，是方向性强、波长纯度高、输出功率大的脉冲激光。
6.8.49
脉冲间隔   pulse interval
<激光>两相邻激光输出脉冲发射的时间间隔。

6.8.50
脉冲能量   pulse energy
<激光>单个脉冲释放的能量，等于脉冲功率乘以脉冲宽度。

6.8.51
脉冲频率   pulse frequency
<激光>单位时间内发出的单脉冲或序列脉冲的个数。

6.8.52
激光钻孔  laser drilling
激光成孔
采用激光钻机，由激光能量对工件进行孔加工。
6.9  成形加工  

6.9.1

成形加工  fabrication；forming process
在不改变工件性能条件下，改变工件形状达到所需尺寸的加工。

6.9.2

开料  sheet cutting
将基板裁切成指定尺寸。

6.9.3

冲切  punching
采用模具装置和冲压力去除部分板材的加工。
6.9.4
冲裁模  blanking die 

用钢材制成的符合预定尺寸的成型模具, 其上下两部分分别有凸、凹的刃口，借助冲压力对板材进行落料与冲孔的专用工具。

6.9.5
刀模  steel rule die

弯曲薄钢刀片成需要形状，嵌入厚木板中组合成的外形冲切模具。（见图6-20）
注：通常用于挠性板的成型加工。
6.9.6
钢模  steel die

用厚钢板经数控机床切割加工成型, 有凸凹的上下模组合而成的模具。（见图6-20）
注：通常用于挠性板的成型加工。
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图6-20 挠性电路冲切用模具例

6.9.7
锥口  flare
单面印制板在冲孔过程中，冲出的贯穿孔在基材面形成的锥形孔口。（见图6-21）
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图6-21 锥口示意图
6.9.8
铣削  milling；routing

铣切

用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法。

[GB/T 6477-2008,4.4.1]
6.9.9

    逆铣  conventional milling；up milling 

    在铣刀与工件已加工面的切点处，铣刀旋转切削刃的运动方向与工件进给方向相反的铣削。（见图6-22a）
[GB/T 6477-2008,4.4.2]
6.9.10

顺铣  climb milling
    在铣刀与工件已加工面的切点处，铣刀旋转切削刃的运动方向与工件进给方向相同的铣削。（见图6-22b）
[GB/T 6477-2008,4.4.3]
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图6-22 铣削运动方向
6.9.11
铣板定位  milling positioning；routing positioning
工件固定在数控铣床工作台面上的定位系统。（见图6-23）
注：铣板定位方法常用销钉插入孔固定，若销钉孔在印制板内称内定位，在印制板外区域称外定位。
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图6-23  铣板定位

6.9.12
修边  trimming
对板件的边缘进行修整加工。

6.9.13 

倒角  chamfer
消除工件的锐边或者转角的棱角。

6.9.14 

倒圆角  rounding
把工件的棱角切削成圆弧面的加工。

6.9.15 

插头倒角  plug contact chamfering
在板边插头顶部倒角，以保证其易插拔，并防止插头表面镀层起翘。（见图6-24）
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图6-24  插头倒角例

6.9.16
V 刻  V-cut

用切割工具在板件表面上刻划出V型沟槽，为便于以后单元板分开。（见图6-25）
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图6-25  V型槽拼版例 

6.9.17
邮票孔  stamp hole
多块板拼在一起，分界处采用类似邮票孔空隙结构，便于印制板安装后分板。（见图6-26）
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图6-26  邮票孔拼版例
6.9.18
激光切割  laser cutting
利用高能量激光束作用于被加工工件，使其吸收激光能量而产生熔化、汽化或冲击断裂，从而达到切割工件的加工。

6.9.19
激光揭盖  laser remove cap 

采用激光除去在制板厚度方向局部板层的加工。
注：通常用于刚挠板加工中除去挠性区的刚性覆盖层。

6.9.20
金属毛刺   foil burr 

<板边缘> 在制板在机械加工过程中金属箔边缘产生的粗糙边。

6.9.21
去毛刺   deburring 

<板边缘>对机械加工后在板边缘与槽孔口产生的细丝或毛口再进行机械加工或化学加工，以除去其所存在的各种毛刺。

6.9.22
补偿  compensating
<成形加工>在加工过程中，为校正加工工具与工件相对的正确位置而引入的微量位移。
[GB/T 4677-2008,2.2.4]
6.10  金属化孔与电镀

6.10.1
电镀  electroplating
电沉积  eletrodeposition 

用电解方法，使金属或合金沉积在制件表面，形成均匀、致密、结合力良好金属层的过程。
6.10.2
镀覆  plating

用化学或电化学方法在金属表面上沉积金属的工艺。

6.10.3
化学镀  chemical plating；electroless plating
非电解电镀

用化学法而非电解方法沉积金属覆盖层。

注：没有外加电流，由溶液中的还原剂使金属离子还原或金属沉积于被镀工件表面的过程。
6.10.4
自催化镀  autocatalytic plating
在经活化处理的基体表面上，镀液中金属离子被催化还原成金属镀层的过程。

6.10.5
浸镀  immersion plating
由一种金属从溶液中置换另一种金属的置换反应产生的金属镀层的过程。

6.10.6
电泳  electrophoresis 

液体介质中带电的胶体微粒在外电场作用下相对液体的迁移现象。

6.10.7
直流电镀  direct current plating
采用直流电源，直流电流恒定的电镀。
6.10.8
脉冲电镀  pulse plating
采用脉冲电源，电流频繁中断或周期性的增大或减少的电镀方法。

6.10.9
周期脉冲反向电镀  periodic pulse reverse plating；PPRP
应用正向电流电镀一段时间(如10 ms~20 ms)，然后以反向高电流短时间(约正向电流3倍和0.5 ms~2 ms)的周期变化的电镀。如图6-27。
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图6-27  周期脉冲波形

6.10.10
冲击镀  strike plating 
在高电流密度下进行的短时间快速沉积电镀。
注：冲击镀用于中间镀层，以改善随后沉积镀层与基体间结合力的方法。
6.10.11

闪镀 flash plating  

用作面镀层的十分薄的电镀。
[GB/T 3138-2015,3.102]
6.10.12
退镀  strip
退去工件表面上镀层的过程。

[GB/T 3138-2015,3.183]
6.10.13
整流器  rectifier

把交流电直接转变为直流电的设备。

6.10.14
汇流排  bus bar 

连接电镀电源(如整流器)与镀槽阴极、阳极用的传输电流硬导线。

6.10.15
垂直电镀线  vertical plating line 
被镀工件垂直挂置于电镀槽的电镀生产线。
6.10.16
垂直连续电镀线  vertical continuous plating line；VCP
被镀工件垂直放置于电镀槽并会在槽液中连续并行移动前行的电镀生产线。

6.10.17
水平电镀线  horizontal plating line
被镀工件水平放置于电镀槽并被水平传送的电镀生产线。
6.10.18
电极  electrode

在电解中用以进行电极反应和传导电流从而构成回路的导体，电流通过它流入与流出导电介质。
6.10.19
阴极 cathode

发生还原反应时反应物由其上获得电子的电极。

6.10.20
阳极  anode 

发生氧化反应时能够接受反应物所给出电子的电极。

6.10.21
不溶性阳极  insoluble anode  
惰性阳极    inert anode 
在电解液中不溶解，且电解作用下不消耗的阳极。
[GB/T 3138-2015,3.116]
6.10.22
阳极袋  anode bag 
用棉布或化纤织物制成，套在阳极上以防止阳极泥渣进入溶液用的袋子。

6.10.23
阳极泥  anode slime 

在电流作用下阳极溶解后产生的不溶性残留物。

6.10.24
辅助阳极  auxiliary anode
电镀中正常需用的阳极以外附加的阳极，用于改善被镀制件表面上的电流分布使镀层厚度分布均匀。

6.10.25
辅助阴极  auxiliary cathode

分流阴极  plating thief
在阴极部位附加某种形状的阴极，用以消耗部分电流，防止被镀制件上某些部位电流过于集中而出现的镀层粗糙和烧焦等缺陷。

6.10.26
移动阴极  swept cathode 
采用机械装置使被镀制件与挂杆一起作周期性往复运动的阴极。

6.10.27
挂具  plating rack

夹具

装挂电镀工件放入电镀槽液中，并给工件传送电流进行电镀的工具。
6.10.28
隔绝涂层  insulation coating

涂于电极或挂具的某一部分，使该部位表面不导电的涂覆层。

6.10.29
过滤器  filter

用于分离悬浮在液体或气体中固体颗粒的装置。

6.10.30
空气搅拌  air sparger

    向电镀溶液通入压缩空气，达到溶液流动搅拌。
6.10.31
电解液  electrolytic solution 

一种主要由酸、碱或沉积金属的溶解性盐组成的导电介质水溶液，在介质中电流的流动带来了物质的运动。
6.10.32
导电盐  conducting salt

添加到电解液中能够提高溶液电导率的盐类物质。

6.10.33
磷铜阳极  phosphorized copper anode
含有微量磷的高纯度铜材，通常呈板块状或球状，用作电镀铜的阳极。

6.10.34
氧化铜粉  copper oxide powder

一种铜的黑色氧化物粉末，在不溶性阳极的镀铜中作为铜的补充剂。

6.10.35
阳极膜  anode film
阳极本身的外表层，由阳极金属的氧化物或反应产生物组成。
6.10.36
添加剂  addition agent
为改进溶液的性能或改善从溶液中获得沉积物的质量，添加到溶液中的物质，通常是少量的。

6.10.37
表面活性剂  surface active agent

在添加量很低的情况下也能显著降低界面张力的物质。

6.10.38
乳化剂  emulsifying agent

能降低互不相溶的液体间的界面张力，使之形成乳浊液的物质。
6.10.39
络合剂  complexing agent

能与金属离子或含有金属离子的化合物结合而形成络合物的物质。
6.10.40
润湿剂  wetting agent
能降低制件与溶液间的界面张力，使制件表面容易被润湿的物质。

6.10.41
光亮剂  brightener
产生光亮镀层或提高镀层光亮度所用的一种添加剂。

6.10.42
整平剂  leveling agent
加入镀液中使镀层表面比基体金属更平滑的添加剂。

6.10.43
缓冲剂  buffer

    在溶液中仅部分离解，且加入溶液中可减少碱或酸的加入对pH值的影响的化学品。
6.10.44
活性炭  active carbon

具备高度的吸附性，可吸附大量有机物的多孔性炭质吸附剂。
6.10.45
霍尔槽  Hull cell
一种由绝缘材料做成一定比例尺寸的梯形槽，用于电镀试验观察较宽电流密度范围内的阴极和阳极效应。（见图6-28a）

6.10.46
哈林槽   Haring cell；Haring-blum cell
一种由绝缘材料做成一定比例尺寸的矩形槽，用于电镀试验估计镀液分散能力和电极极化程度。（见图6-28b）
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图6-28  电镀试验槽

6.10.47
金属化  metallizing
在非金属或不导电材料表面上涂镀金属覆盖层。

[GB/T 3138-2015,2.9]

6.10.48
表面处理  surface treatment
改进物体表面性能的处理。

6.10.49
去钻污  desmear
去除孔壁上的熔融树脂和钻屑的工艺。

[GB/T 2036-1994,5.4.2]

6.10.50
等离子体  plasma 

由带有正电荷粒子(正离子)和带有负电荷粒子(负离子)所组成的电离状态的气体物质。
注：等离子体是通过气体放电或加热，从外界给予能量而使气体分子变成自由电子。可用于去钻污或表面清洁工艺。

6.10.51

调整  conditioning

使基材表面转化为适合后续步骤处理状态的化学处理。
6.10.52
除油 degreasing
除去工件表面上油脂污染物。

6.10.53
粗化  roughening 
用机械法或化学法除去金属表面层得到微观粗糙，使之由憎液性变为亲液性。

6.10.54
洗孔 hole cleaning
镀覆前清洗孔壁使导电表面裸露的工艺。

[GB/T 2036-1994,5.4.1]

6.10.55
凹蚀  etchback
为了充分暴露内层导电表面，控制性地去除孔壁非金属材料至规定深度的工艺。（见图6-29a）
[GB/T 2036-1994,5.4.3]

6.10.56
负凹蚀  negative etchback
内层导电材料相对于周围的基材凹缩的凹蚀现象。（见图6-29b）
[GB/T 2036-1994,5.4.5]
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图6-29 孔壁凹蚀和负凹蚀

6.10.57
凹蚀死角  etchback shadowing
在孔壁凹蚀过程中离开金属箔处的凹蚀是合格的，但靠近金属箔的绝缘材料却未完全除掉的现象。（见图6-30）
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图6-30  孔壁凹蚀死角

6.10.58
活化  activation
在工件表面产生活化性，消除钝化的表面状况。

6.10.59 

化学沉铜  chemical deposition of copper
    经活化处理的物件浸入含铜络合物的溶液中，在非电解条件下铜沉积于物件上的工艺。
6.10.60
直接金属化孔电镀  direct metallization hole electroplating
    非金属物件（孔）经活化处理后直接电镀铜形成金属化的工艺。

6.10.61 

镀前处理  pretreatment  

在制板表面除去油污、氧化物及内应力等前置处理，使板面暴露出真实表面。 

6.10.62
整板电镀  panel plating
板面电镀

整个在制板的表面和孔都进行的电镀。

[GB/T 2036-1994,5.4.18]

6.10.63
图形电镀  pattern plating
导电图形的选择性电镀。

[GB/T 2036-1994,5.4.17]

6.10.64
电镀加厚  plating up
在经过导电处理的基材上电镀导电材料的工艺。
注：常用于在制板金属化孔过程中化学沉铜后电镀铜。

6.10.65 

抗蚀镀层  plating resist
用于保护印制板导电图形不受蚀刻剂影响的电镀金属层。

例如：金、镍、锡等镀层。

6.10.66
电镀锡  electroplating tin
以电镀方法在导体上涂覆锡层。
注：常用于图形电镀锡作为碱性蚀刻抗蚀层。

6.10.67  

填孔电镀  via fill plating ；via filling    
    采用专用电镀铜药水和设备，对已金属化的盲孔或通孔用电镀铜填满的过程。（见图6-31）
[image: image98.png]Bl BEWEEAL B7L BRI





图6-31  电镀铜填孔
6.10.68
包覆电镀   warp plating    
    孔金属化过程中孔壁电镀铜并延伸至表面包覆铜箔的电镀。（见图6-32）
6.10.69
盖覆电镀   cap plating
填孔覆盖电镀  plating over filled via；POFV
导通孔塞孔后，覆盖导通孔塞孔材料和包覆铜镀层表面的电镀。（见图6-32）
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图6-32 包覆与盖覆镀铜层剖面
6.10.70
     孔盘电镀  hole pad plating
     钮扣电镀  button plating
     只对孔内和连接盘的电镀。（见图6-33）
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图6-33 孔盘电镀剖面

6.10.71
电镀镍  electroplating nickel

    以电镀方法在导体上涂覆镍层。常用于铜导体上电镀镍层，作为耐磨导电层或镀金打底层。

6.10.72
电镀金  electroplating gold

以电镀方法在导体上涂覆金层。常用于导体电镀金，以减少接触电阻或作为耐磨接触层。

6.10.73
电镀硬金  electroplating hard gold

在镀金液中添加含钴、锑类化合物，使电镀出金层成为合金，提高金层硬度的工艺。常用于印制插头镀金。

6.10.74
电流密度  current density 
电极表面上的电流与其面积的比。

注：电流密度单位常用安培每平方分米（A/dm²）表示。
[GB/T 3138-2015,3.68]
6.10.75
电流效率  current efficiency  

电极上通过单位电量时，其反应形成之产物的实际重量与其电化当量之比，通常以百分数表示。

6.10.76
背光测试  back light test


通过光照检查孔壁铜层的紧密程度与完整性的一种快速简单的方法。

6.10.77
循环伏安溶出法  cyclic voltametric stripping；CVS

一种用于测定镀液中有机添加剂成分的电化学分析方法。
6.10.78
分散能力  throwing power；TP
均镀能力

镀液对不规则形状阴极沉积金属均匀程度的能力。

[GB/T 2036-1994,5.4.15]

6.10.79
覆盖能力  covering power
深镀能力

在特定的电镀条件下，镀液在表面凹陷区域或孔内沉积金属的能力。

[GB/T 3138-2015,3.64]

6.10.80
凹陷  dimple 
填孔镀铜中孔内镀层与板面镀层的高度差。（见图6-34）
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图6-34 镀铜填孔的凹陷
6.10.81
内应力  internal stress 
存在物体内部的应力，它是由于材料内部宏观或微观的组织发生了不均匀的体积变化而产生的。
6.10.82
烧焦镀层  burned plating
在过高电流下形成的颜色深暗、粗糙、松散等质量不佳沉积物的电镀层。

6.10.83
结瘤  nodule
电镀过程中形成的目视可见的突起物。
6.10.84
渗出  bleading
从镀覆孔的裂缝或空洞中排出工艺材料或溶液的现象。
6.10.85
工艺导线  plating bar
在制板上需要连接电镀部分的暂时性导线。
6.11  表面涂饰
6.11.1

热熔  fusing
金属经过熔融、合金化和凝固的作用过程。如用于锡合金层熔化再凝固。

6.11.2

热风整平焊锡  hot air solder leveling；HASL

用过量熔融焊料涂覆在制板的全部可焊区域，然后用灼热的强力空气流整平焊料的工艺。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.3

无铅热风整平焊锡  lead-free hot air solder leveling；LF-HASL

采用不含铅熔融焊料的热风整平焊锡工艺，使表面涂饰层符合环保要求。

6.11.4
焊渣  dross 

熔融焊料表面形成的氧化物和其他杂质。 
6.11.5

有机可焊保护层  organic solderability preservative；OSP

经化学处理在铜表面形成一种防氧化可焊接的有机保护层。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.6

耐高温有机可焊保护层  high temperature resistant organic solderability preservative
能够经受三次以上无铅再流焊的有机可焊保护层。
6.11.7

化学镀镍浸金  electroless nickel and immersion gold；ENIG

化学镍/金

    工件在非电解的溶液中，铜导体表面由氧化还原反应沉积镍层，又由置换反应或加还原反应沉积金层。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.8

化学镀镍镀钯浸金  electroless nickel electroless palladium and immersion gold；ENEPIG

化学镍/钯/金

工件在非电解的溶液中，铜导体表面由氧化还原反应沉积镍层、沉积钯层，又由置换反应或加还原反应沉积金层。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.9

化学镀钯浸金  electroless palladium and immersion gold；EPIG

工件在非电解的溶液中，在铜导体表面由氧化还原反应沉积钯层，又由置换反应或加还原反应沉积金层。用于印制板连接盘没有镍的表面涂饰之一。
6.11.10

浸锡  immersion tin；ImSn 
    由置换反应在铜表面沉积锡层。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.11

浸银  immersion silver；ImAg
    由置换反应在铜表面沉积银层。用于印制板连接盘表面涂饰之一。

6.11.12
还原辅助浸金  reduction-assisted immersion gold；RAIG
一种复合化学反应镀金工艺，先是在镍、钯或铜基体上置换反应沉积金，其后又由还原反应继续沉积金。
注：其功能不会造成置换反应引起的基体腐蚀，并能一步就达到较厚的金层。
6.11.13
沉积速率  deposition rate
单位时间内零件表面沉积出金属的厚度。

6.11.14
结合力  adhesion 
使覆盖层的不同膜层分离所需的力，或使覆盖层从相应表面的某一区域和基材分离所需的力。

[GB/T 3135-2015,3.3]
6.11.15
孔隙率  porosity
镀涂层单位面积上针孔的个数。

6.11.16
晶须  whiskers
一个单晶金属生长出如丝的增长物。常见的是锡须。

6.11.17
金属变色  tarnish
由于氧化、腐蚀而引起的金属或镀层表面色泽的变化,如发暗、失色等。

6.11.18
锈蚀  rust 

金属表面在含有酸性气体和潮湿空气中被氧化，并在其表面形成一层氧化物。  
6.11.19
氢脆  hydrogen embrittlement；hydrogen brittleness
由于电解清洗、除油或电镀等过程中工件表面吸收氢原子而引起金属或合金变脆性。

6.11.20

化学电池效应  chemical battery effect
贾凡尼效应  Javanni effect
电化学腐蚀  electrochemical corrosion 
两种金属由于电位差的缘故，通过介质产生了电流，继而产生了电化学反应，引起金属被腐蚀的现象。

6.12  过程检测（自动光学检验、电路测试）
6.12.1 

在线测试  in-circuit testing


将测试信号直接加在生产装置的输入端，并从装置的输出端得到结果的测试。

6.12.2

自动光学检查  automatic optical inspection；AOI
应用数字化光学设备，对电路图形表观进行自动检查。
注：AOI是利用各种波长的可见光源投射到板面上，取得铜导体与基材强烈对比的数字化信号后，再与已儲存在检验机电脑中的标准板资料进行对比，随即找出被检板上导体的缺陷。

6.12.3

在线光学检测  AOI online


自动光学检查设备直接配置于生产线的在线检验。
6.12.4 

视角  apparent field-of-view angel


光学系统成像空间内的视场张角。

6.12.5

学习时间  learning time


为将要素坐标位置和其它数据存储在检验或测试仪器的存储器中进行程序初始化（自学）所需要的时间。

6.12.6

装载时间  load time


在检验或测试仪上装载一个测试单元，并进行一切必要的编程或机械调整所耗费的时间。

6.12.7

测试间隔时间  inter-test time

驱动器两个连续选通脉冲之间的持续时间。

6.12.8

运行时间  run time


一件产品在检验或测试设备上测试所花费的时间。

6.12.9

测试装置  test set


控制待测单元的测试程序及测试夹具的独特组合。

6.12.10

测试程序  test program


控制待测单元测试的一组指令。

6.12.11

扫描速率  scanning rate


机器扫描待评定单元表面的速率，用单位时间内扫描的表面面积或扫描单位表面面积所需要的时间来表示。

6.12.12

扫描空载时间  scan-dead time


扫描过程中，未从被评定单元收集到数据的扫描时间。

6.12.13

电气测试  electrical test；ET
通断路测试  open & short test 

连通性测试  continuity test

以电阻测试形式检测印制板的导电线路连通性。

6.12.14
断路  open 
开路

<电气>造成两个电气连通点断开的故障。 
6.12.15
短路  short 


<电气>两个或多个点的正常电气隔离发生连接的故障。

6.12.16
接触电阻  contact resistance


在规定条件下测得的接触界面处的金属表面电阻。

6.12.17
通过/不通过测试 go/no-go test，pass/
fail
仅产生通过或失败结果的电气测试过程。

6.12.18
针床测试  fixture testing


采用固定探针和接线连接夹具的电气测试。

6.12.19
飞针测试  flying probe test
     按设定程序快速移动探针测定印制板导体间连通性。

6.12.20
     二线测试  Two line test
     采用两个探针触点，只有一个回路的线路电阻测试方法。（见图6-35a）
注：该方法所测得的电阻为馈线电阻和印制板线路阻值之和(R1+R2+Rpcb)，确定断路的阻值在20Ω以上，无法测出印制板线路之低阻值缺陷。

6.12.21
四线测试  four wire test
四端子测试  four-terminal  test
开尔文电桥测试  Kelvin bridge test  

采用两个探头而有四个端子（触点)，各自构成独立回路的线路电阻测试方法。（见图6-35b）

注：该方法每个测试点都有一条激励线(电流供给)和一条检测线(电压供给)，可精确测得印制板线路的微小电阻(mΩ级)。
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图6-35  二线与四线电阻测试

6.12.22
测试夹具  test fixture

测试治具


将测试设备与待测试件进行界面连接的装置。

6.12.23
针床夹具  bed-of-nails fixture


用于与平面测试对象进行电接触的测试夹具，由框架及包括弹簧针区的支架组成。

6.12.24
针床模版  personality plate


与待测试产品相匹配的已钻孔的针床转换夹具板。

6.12.25
探测点  probe point


在印制板上预先设计用于电气性能检测的裸露的电气接触点。

6.12.26
触针  probe
探针


<测试>在测试设备与待测单元之间用于进行电气接触、带有弹簧的针状金属件。
6.12.27
加载  upload


<测试>分析仪从主机接受测试程序数据的能力。

6.12.28
漏检  escapes


缺陷未被检验系统检出而通过。

6.12.29
漏检率  escape rate


未检出的有缺陷产品数量对被检总数的百分比率。

6.12.30
检验速率  inspection rate


在规定的错报警和漏检率设定下，单位时间内能评定的要素的数量。

6.12.31
    自动外观检查  automatic visual inspection；AVI

采用光学设备检查工件的表面状态，自动识别区分印制板外观缺陷。

6.12.32
激光修整 laser trimming

利用聚焦激光源来除去印制板上残余铜以及薄膜元件的参数值等缺陷。
6.13  标识与包装

6.13.1

标志  mark


用于识别印制板的产品号、修订版次、生产厂商等的标记符号。

6.13.2

追溯系统  traceability system


基于追溯码、文件记录、相关软硬件设备和通信网络，实现现代化信息管理并可获得产品追溯过程中相关数据的集成。

6.13.3

追溯标签  traceability label


以文字、图形、符号等方式标识追溯码及相关信息的标牌，与所追溯产品具有对应关系。

6.13.4

追溯单元  traceability unit

需要对其历史、应用情况或所处位置的相关信息进行记录、标识并可追溯的单个产品、同一批次产品或同一品类产品。
6.13.5

追溯码  traceability code

追溯系统中对追溯单元进行唯一标识的代码。
6.13.6

产品码  product code


追溯系统中对产品进行标识的代码。

6.13.7

批次码  batch code

追溯系统中对产品批次进行标识的代码。
6.13.8

条码  bar code


由一组规则排列的条、空组成的符号，可供机器识读，用以表示一定的信息，包括一维条码和二维条码。
[GB/T 12905-2019,2.1]

6.12.9

一维条码  linear bar code；one-dimensional bar code

仅在一个维度方向上表示信息的条码符号。

[GB/T 12905-2019,2.2]
6.13.10

二维条码  two-dimensional bar code；2D code

二维码

在二个维度方向上都表示信息的条码符号。

[GB/T 12905-2019,2.3]
6.13.11
附加条码 add-onbar code


表示附加信息的条码。
[GB/T 12905-2019,2.35]
6.13.12
保护框  bearer bar


<条码>围绕条码符号且与条的反射率相同的边或框。

[GB/T 12905-2019,2.30]
6.13.13
条码识读器  bar code reader，scanner
识读条码符号并与计算机系统交换信息的设备。
[GB/T 12905-2019,4.20]
6.13.14
标签机  labeling machine

采用粘合剂将标签贴在包装件或产品上的机器。

6.13.16
防护包装  protective packaging


保护内装物从封闭包装到最终使用者打开包装为止的过程中不发生变质、损坏或损失的一种包装方法。

6.13.17
防潮包装  moistureproof packaging


防止因潮气浸入包装件而影响内装物品质的一种包装方法。
注：如用防潮包装材料密封产品，或在包装容器内加入适量干燥剂以吸收残存潮气，也可将密封包装容器抽真空等。

6.13.18
防霉包装  mouldproof packaging

防止内装物长霉影响内装物品质的一种包装方法。
注：如对内装物进行防潮包装，以及干燥空气封存，对内装物和包装材料进行防霉处理等。

6.13.19
防静电包装  electrostaticsproof packaging

防止被包装的物品之间产生静电感应的一种包装方法。

6.13.20
缓冲包装  cushioning packaging


    在产品周围放有能吸收冲击或振动能量的缓冲材料或物品，使产品不受物理损伤的一种包装方法。

6.13.21
运输包装  transport packaging

    以运输贮存为主要目的，具有保障产品安全、方便储运装卸和交接点验等作用的一种包装方法。
6.13.22
贮存期  shelf life；storage life

在规定的条件下,预计其产品可保持基本性能不变的保存时间。

6.14  工厂设施与清洁生产、环境保护

6.14.1

洁净室  clean room 

温湿度和清洁度受控制的环境清洁的房间。

6.14.2

暗室  darkroom
有遮光措施，能不透露自然光的房间。
注：用于照相底版制作时为避免照相底片无为曝光，室内只允许有红光。

6.14.3

黄光室  yellow light room  

紫外光线被过滤除去的工作房间，通常为应用光敏材料的作业场所。

6.14.4

清洁度  cleanliness 

环境清洁的程度，以单位容积空间内的空气中所含一定大小灰尘粒子数量来表示。

6.14.5

环境温度  ambient temperature 

工作或生产作业区域空间的温度，常以摄氏度(℃)表示。

6.14.6
相对湿度  relative humidity；RH
在一定气压和温度条件下，空气中实际所含水蒸汽的重量与饱和水蒸汽重量之比，以百分比(RH%)表示。
6.14.7

光照度  intensity of illumination 

光源照射到一个表面上的光通量。    
6.14.8
湿处理区  wet-processing area
应用化学溶液和水清洗的作业区域。
6.14.9
环境影响  environment impact

由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

6.14.10
清洁生产  cleaner production
将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。
6.14.11
再生材料  recycled material 

回收后可加工成原材料，循环使用的再生资源。
6.14.12
回收利用  recovery

回收生产过程中产生的废弃物，进行整理再利用或者移作它用。
6.14.13
循环再生  recycling
将废弃物的进行加工再生，成为新的有用物品。

6.14.14
在线回收再生  online recycling
在生产线附有回收再生系统，当生产过程产生多余废弃物时当场进行回收再生处理。
6.14.15
去离子水  deionized water
除去了呈离子形式杂质后的纯水。
注：去离子水制取常采用离子交换树脂处理方法，去除水中的阴离子和阳离子，根据水质电导率区分去离子水的纯度。
6.14.16
反渗透水  reverse osmosis water
采用反渗透膜分离技术除去水中杂质后的纯水。
注：反渗透水制取是借助于透过或半透过功能性反渗透膜并施以压力，进水中的水分子部份通过反渗透膜产出净化水，而原水本身所含杂质被截留浓缩，成浓水排放。

6.14.17
水污染  water pollution

由有害化学物质造成水的使用价值降低或丧失，污染环境。

6.14.18
大气污染   air pollution
洁净大气被有害气体和悬浮物质微粒污染的现象。
6.14.19
噪声  noise 

对环境带来有害影响的声音。噪声以等效声级来衡量，单位为分贝(dB)。

6.14.20
危险品  hazardous material 
易燃、易爆、有强烈腐蚀性、有毒和放射性等物品的总称。
6.14.21
废弃物  waste
在工厂生产活动中产生的，在一定时间和空间范围内基本或者完全失去使用价值，无法回收和利用的排放物。
6.14.22
固体废弃物  solid waste
固废

固态、半固态废弃物。把废酸、废碱、废油、废有机溶剂、废电镀溶液和蚀刻溶液等高浓度的液体也归为固体废弃物。
6.14.23
重金属  heavy metal
密度大于5g/cm3的金属，包括金、银、铜、铁、铅等。
注：重金属又指化学元素周期表内原子量超过40以上之金属元素,如铜、汞、镉、锌、铅、镍、铬、锰、铁等。
6.14.24
化学需氧量  chemical oxygen demand；COD
在一定的条件下，水样中能被氧化的物质其氧化所需耗用氧化剂的量，单位mg/L。
注：这是衡量污水中还原性污染物浓度的综合指标。
6.14.25
生化需氧量  biochemical oxygen demand；BOD
在一定条件下，微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量。
6.14.26
氨氮  ammonia nitrogen
水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮, 别称水合氨。
注：氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物。
6.14.27
气体回收  gas recovery
    废气排放前进行回收处理，如采取吸附、冷凝、水解等方法。

6.14.28
废水处理  waste water treatment
    生产中产生的废水进行污染物分解、提取、沉积等消除处理。

6.14.29
中和  neutralization 

指酸和碱互相作用而生成盐和水的过程。

6.14.30
沉淀  precipitation,settling 

悬浮在液体中的固体颗粒下沉，达到固体与液体分离。

6.14.31
吸附  absorption

固体或液体表面对气体或溶质的吸着现象。可以分为物理吸附和化学吸附。

6.14.32
絮凝  flocculation
使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5924868-6137789.html" \t "_blank" 聚沉的现象。

注：通常絮凝的实施靠添加适当的絮凝剂吸附微粒促进集聚，达到固-液分离的目的。
6.14.33
离子交换  ion exchange

应用离子交换剂和溶液进行交换离子，形成被吸附的离子从溶液进入离子交换剂，被交换分出的离子进入溶液的过程。
6.14.34
离子交换树脂  ion exchange resin
分子中含有酸性或碱性活性基团而能与其他物质进行离子交换的树脂。
6.14.35
生化处理  biochemical treatment
利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质的方法。
注：生化处理可分为需氧生物处理法和厌氧生物处理法。
6.14.36
芬顿法  Fenton process
由芬顿反应器，利用催化剂或光幅射、电化学作用，使H2O2产生羟基自由基(OH)处理有机物的方法。

6.14.37
中水回用  water reuse
生产过程中用水的再利用。

注：中水是相对于上水（给水）和下水（排水）而言的生产过程中的水，中水可以是经处理后或未经处理就再使用。

6.14.38
在线监测  online monitoring
对企业污染物排放实现实时监测和数据自动传输。

7  品质检测术语
7.1  通用术语

7.1.1

品质检查  quality inspection
对制造的产品，按既定规范与规格监督其品质状况。

7.1.2

产品等级  product grade
按产品最终使用设备场合和用户要求所确定的可接收程度。

注：通常在印制板规范中按用途划分三个等级：1级为一般电子产品（消费类产品）；2级为耐用电子产品（商用机器和仪器）；3级为高可靠性电子产品（军用、医用与航空航天设备）。

7.1.3

认可标志  recognition marking

认证机构的一种独特标志，授权制造商在其认可元件上使用，作为制造商的产品符合标准要求的声明。
7.1.4

安全检测标记  underwriters symbol 

用来表示产品已经被安全检测机构认可的标记。
例如：美国安全实验室公司(UL) 认可的标记。

7.1.5
检测  testing 
按照程序借助工量具或仪器装置确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。
7.1.6
检验  inspection 
通过观察和判定，适当时结合测量、试验或量测的合格评定。
[GB/T 3358.2-2009,4.1.2]
7.1.7
逐批检验  lot-by-lot inspection

对系列批中每一提交批都进行检验。
[GB/T 3358.2-2009,4.1.15]
7.1.8

验收检验  acceptance inspection

确定产品与作为接收依据的设计规范一致性的检验。
注：通常为产品交付前进行抽查或全数检查，判断受检批能否被接收而进行的检验。
7.1.9
验收抽样检验  acceptance sampling inspection

用抽样检验判定是否接收的验收检验。
[GB/T 3358.2-2009,4.1.8]

7.1.10
试验标准  testing standard 

试验方法标准  test method standard
在适合指定目的的精密度范围内和给定环境下，全面描述试验活动以及得出结论的方式的标准。
7.1.11
试验数据  test data

试验期间得到的观测数据。
7.1.12
试验误差  experimental error

由于测量误差、 偶然事件和其它因素引起的变化。
7.1.13

例行试验  routine test
对批量制作完成的每件产品进行的交付试验，以确定其是否符合有关标准中产品交付的要求。
7.1.14

鉴定试验  qualification test
为验证产品与规定的可靠性要求的一致性，由供需双方约定对规定项目所作的试验。
7.1.15
符合性试验  compliance test

表明产品的某一特征或某一性质是否符合所述要求的试验。
7.1.16

组合试验  composite test


把试验样品依次连续暴露到两种或多种试验环境中的试验。

7.1.17

条件试验  conditional test


把试验样品暴露到试验环境中，以确定这种环境条件对试验样品的影响。 

7.1.18
测定试验  determination test

确定产品某一特征或某一性质的值的试验。

7.1.19
交收态  as received
验收态

提交验收的产品尚未经受任何条件处理，在正常大气条件下进行试验时的状态。
7.1.20

可接收条件  acceptable conditions
所描述的特性虽然未必完美，但能达到一定的等级指标而保证印制板在使用环境中的完整性和可靠性。

7.1.21

不符合条件  mismatch condition
所描述的特性不能足以保证印制板在其使用环境中的可靠性,被认为至少对一个等级或多个等级是不可以接收的条件。
7.1.22

试验板  test board 

适用于测定已用或将用相同工艺生产的一批板可接收性的测试用板。
注：当用于检验工厂某些特性的加工能力时，又称考试板。

7.1.23
试样  test samples

按试验目的，能代表生产批可供试验的样品。

7.1.24

标准板  golden board

制作正确得到认可的印制板，可作为其他板与之对比的样板。
7.1.25
附连测试板  test coupon
附加于在制板上，用于质量一致性检验的一组相关电路图形的试验板。

7.1.26
测试图形  test pattern
用来完成一种测试项目用的图形。
注：测试图形可以是生产板上的一部分或特殊设计的专用图形，可以放在附连测试板上或单独的测试板上。
7.1.27

综合测试图形  composite test pattern

两种或两种以上不同测试图形的组合,通常放在测试板上。

7.1.28

测试基准  benchmark,testing


测试设备性能相互比较的一种标准度量，包括设置时间、测试程序生成和定位。
7.1.29

测量点  measuring point


可获得指导试验用数据的特定点，分为检查点和基准点。

7.1.30

检验批  inspection lot

作为特定整体被鉴定和处理的单位产品的集合，从中抽取一个或一组样本检验时，能确定其是否符合可接收标准

7.1.31

预处理  pretreatment


为消除或部分消除试验样品以前经历的各种效应，在条件试验前对试验样品所做的处理。

7.1.32

恢复  recovery


在条件试验之后最后检测之前，为使试验样品的性能稳定所做的处理。

7.1.33

置信区间  confidence interval

包含样本统计量的估计区间，期望总体参数的真值落在该区间内有一定的概率。

7.1.34

精密度  precision
指在相同条件下,对被测量物进行多次反复测量,测得值之间的一致程度。 

7.1.35
准确度  accuracy

测试结果或测量结果与真值间的一致程度。
[GB/T 3358.2-2009,3.3.1]
7.1.36
可靠性  reliability performance
产品在给定的条件下和在给定的时间区间内能完成要求的功能的能力。
7.1.37
可靠度  reliability    

产品在给定的条件下和在给定的时间区间内能完成要求的功能的概率。

7.1.38
重复性  repeatability 

由同一人员按相同的方法，使用相同的测试设施，在短时间间隔内对同一测试对象进行多次测试的结果进行比较，看其相似程度。
7.1.39  
再现性  Reproducibility
在改变了的测量条件下，包括不同的测量设备、测量人员、测量时间与地点等，对同一被测量物的测量结果之间的一致性。
7.1.40
故障  fault

引起设备或电路不能以正确方式工作的任何状况。

7.1.41
潜在故障  latent fault

实际存在但未被发现的故障。
7.1.42
间歇故障  intermittent fault


以不规则的间隔出现和消失的故障。

7.1.43
故障模拟  fault simulation


实际上没有故障发生，而是预测或观察系统对特定故障的反应过程。

7.1.44
缺陷  defect

一个单元或产品与质量特性及预期使用要求的不符合。

7.1.45
轻缺陷  minor defect
次要缺陷
不会导致系统或产品产生失效或者不会对预计的使用性能造成实质性影响的一种缺陷。

7.1.46
重缺陷  major defect

主要缺陷
可能导致装置或产品失效或者显著降低了它们适用性的缺陷。

7.1.47
致命缺陷  critical defect

任何规定为不可接受的异常。

7.1.48
缺陷识别  defect identification    

对检定为不合格的部位做标记的规定。
7.2  表观目检

7.2.1 

外观检验  visual inspection；visual examination

用肉眼或光学仪器对印制板或材料的外观进行是否良好的检查。

7.2.2

外部可观察特性  externally observable properties
那些可在或可从板的表面观察到和进行评定的特性或缺陷。

7.2.3 

内部可观察特性  internal observable properties
那些需要对试样进行显微切片或其他方法处理才能检察和评定的特性或缺陷。

7.2.4 

目检  visual examination
用裸眼或使用辅助工具按规定放大倍数对物理特征进行的定性观测。

7.2.5
表面缺陷  surface defect
板面存在的不正常现象，如毛刺、缺口、划痕、凹槽、纤维划伤、露织物和空洞等。

7.2.6

表面下缺陷  sub surface defect
板面电镀层、涂覆层下或内层存在的不正常现象，如外来夹杂物、白斑/微裂纹、分层、粉红环及层压空洞等。

7.2.7

粗糙  roughness
<外观>印制板电路图形经过蚀刻后，图形导线边缘产生凹凸的状态。

7.2.8

板边毛刺  edge burr
由诸如钻孔或切削等机械加工而导致的边缘表面的不规则细小凹凸形状。

7.2.9

板边缺口  edge nick

印制板外形以及槽孔边缘上的切口或豁口。（见图7-1）
7.2.10

导体缺口  nick of conductor
印制导线边缘的切口或豁口。（见图7-1）
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图7-1 板边缺口与导体缺口

7.2.11

划痕  scratch
由尖锐物体在表面上划出的细浅沟纹。（见图7-2）
7.2.12

凹痕  indentation；dent

压痕

导电表面未明显地减少其厚度的平滑凹陷。（见图7-2）
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图7-2 划痕与凹痕

7.2.13
针孔  pinhole

完全穿透一层金属的小孔。（见图7-3）
[GB/T 2036-1994,6.2.28]
7.2.14 

麻点  pit

未完全穿透金属箔的小孔。（见图7-3）
[GB/T 2036-1994,6.2.29]
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图7-3  针孔与麻点

7.2.15
孔隙  pores

<镀层>从镀层表面贯穿至镀层底部或基体金属的微小孔道，类同于针孔。

7.2.16 

凸起  bulge
通常由于内部分层或纤维分离而造成印制板的隆起。

7.2.17

折痕  crease
材料由于受压折叠或褶皱形成的皱纹。

7.2.18

残铜  extraneous copper

蚀刻不净

线路图形蚀刻时导线之间残留下没有被蚀刻掉的一部分铜层。

7.2.19

白斑  Measling
白点  white spot
加工完成后，在基材面显露玻纤布材料次表面的未断裂纤维交织点处出现的白色、或半透明的变色点。

7.2.20

跳印  skipping
涂层或抗蚀剂未覆盖住相邻导体之间的空隙。（见图7-4）
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图7-4  跳印空隙例

7.2.21

漏印  skip printing
由于印刷不当，导致板面应有涂料覆盖而没有覆盖的不良现象。

7.2.22

色差  color difference
板面阻焊剂出现颜色不一致的现象。

7.2.23

标记异常  mark abnormal
包括标记位置、大小、可读性及准确度差错。

7.2.24

晕圈  haloing
由于机械加工而引起的基材表面上或表面下的破坏或分层现象。

注：晕圈通常表现为在孔周围或其他机械加工部位的四周呈现泛白区域。
[GB/T 2036-1994,6.2.17]
7.2.25

剥落  exfoliation
由于镀层或涂层粘附力不足，造成的局部脱落现象。

7.2.26

外来夹杂物  foreign material
夹裹在绝缘材料、导电层、镀层、基材或焊锡连接中的金属或非金属外来杂物。

7.2.27

残留物  residue
任何可看见的或可测量的与加工过程相关的污染物。

7.2.28

镀屑  sliver
碎屑

从导线边缘的部分或全部分离下来的镀层突沿的细小部分。 
7.2.29

孔破环  hole breakout 

连接盘未完全包围孔的状态。（见图7-5）
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图7-5  破环例

7.2.30

焊盘起翘  lifted land
与基材部分或全部分离的连接盘，不论树脂是否随着连接盘起翘。（见图7-6）
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图7-6  焊盘起翘例

7.2.31

孔壁空洞  hole void
在金属化孔的金属沉积层内局部缺少镀层。（见图7-7）
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.图7-7  孔壁空洞例
7.2.32
吹孔  blow hole
气孔

由于排气而产生的空洞。

7.2.33

粘合失效  cohesive Failure

粘结剂内部发生分离的一种粘接结合断裂。
7.2.34

粉红圈  pink ring
多层板在钻孔后的化学处理或镀覆过程中，因化学溶液腐蚀掉孔周围铜箔氧化层而形成的粉红色圆圈。

7.2.35

钉头  nail heading
多层板中由于钻孔造成内层导线上铜箔沿孔壁张开的现象。（见图7-8）
[GB/T 2036-1994,6.2.25]
7.2.36   
树脂凹缩  resin recession
在镀覆孔孔壁与钻孔孔壁之间存在的空洞，可从经受高温后的印制板镀覆孔显微切片中看到。(见图7-8)
[GB/T 2036-1994,6.2.30]
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图7-8  孔壁钉头与凹缩

7.2.37

裂缝  cracking
金属或非金属层的一种出现缝隙的破损现象，可能一直延伸到底面。
[GB/T 2036-1994,6.2.6]
7.2.38

金属箔裂纹  foil crack 

部分或全部穿透金属箔层的破裂或分离。对于多层板又有外层箔裂纹和内层箔裂纹之区分。(见图7-9)

7.2.39

镀层裂缝  plating crack
部分或全部穿透金属镀层或外涂层，或两者同时穿透的破裂或断裂。(见图7-9)

7.2.40
孔壁裂缝  barrel crack

镀覆孔中孔壁镀层的裂缝。(见图7-9)
7.2.41
拐角裂缝  corner crack

镀覆孔孔口与外层连接盘连接处镀层的裂缝。(见图7-9)
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图7-9  裂缝现象例

7.2.42 

    环状裂缝  circumferential crack 

镀覆孔孔壁或孔口与连接盘交界处整个圆周出现镀层的裂缝。(见图7-10)
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图7-10  环状裂缝例 
7.2.43
裂隙腐蚀  crevice corrosion
由于在金属和非金属表面间或两种金属表面间形成裂隙而引起的局部腐蚀。

7.2.44
芯吸  wicking
液体沿着基材纤维毛细空隙渗入基材内的状况。 

7.2.45
分层  delamination
绝缘基材的层间、基材与导电铜箔间或印制板内部任何平面间的分离。

7.2.46
吸管状空隙  pipette gap
绝缘介质未与导体边缘粘结而出现沿着导电图形边缘的一种细长管状的空隙。

注：如阻焊层与导体边缘细长空隙，容易引起水与化学溶剂或挥发物被夹封在这种吸管状空隙中。

7.2.47
金相显微镜  metallurgical microscope

可对印制板切片进行大倍数观察分析的设备。

7.2.48 
显微剖切  microsectioning
通孔区或其他板材区，经截取试样封胶保护后，做成剖面切片以供放大观察样品截面组织结构情况。

7.2.49
垂直切片  vertical section

垂直于板面方向所做的纵断面切片。(见图7-11)
7.2.50
水平切片  horizontal section

平行于板面方向所做的横断面切片。(见图7-11)
7.2.51
斜切片  oblique section

对其直立方向进行 45°或 30°的斜剖斜磨后取得的切片。(见图7-11)
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图7-11  镀覆孔切片示意图
7.2.52
取样  sample cutting

以专用的切片取样机或工具从印制板上获取试样。

注：取样位置不要距离分析点(测试点)太近，以避免机械应力造成失真。
7.2.53
灌胶  resin encapsulation

采用合适的透明树脂材料将样品中的通孔及夹紧固定材料一起灌封固化，防止研磨过程中测试点变形失真。
7.2.54
研磨  grinding
<剖切>利用砂纸由手工或研磨转盘磨削切片试样，以便正确观察切片截面。
注：研磨切片一般分为粗磨（用砂纸）、细磨（用细砂纸）与精磨（用超细砂纸）。
7.2.55
抛光  polish

用旋转打湿的绒毛毡加抛光助剂，进行轻微接触的快速摩擦抛光，使切片被观察表面光滑无砂痕。

7.2.56
微蚀  micro-etch 
<剖切>用化学蚀刻液擦拭切片表面，使金属层面清晰显露。
7.3  尺寸特性

7.3.1 

尺寸特性  size characteristics
包括印制板的外形、厚度、孔径、孔位、环宽、导线宽度与间距，及重合度等尺寸。

7.3.2

尺寸稳定性  dimensional stability
由温度、湿度、化学处理、老化或应力等因素引起的尺寸变化程度。

7.3.3

平整度  flatness
表达印制板平整性的尺度，通常以不平整（翘曲）程度来衡量。
7.3.4
弓曲  bow  

矩形板四个角和相对两边都在同一平面，而另相对两边弓起的一种形变。(见图7-12)

7.3.5

扭曲  twist
矩形板的三个角和相邻两边都在同一平面，而有一个角翘起的一种形变。(见图7-12)
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图7-12  板的翘曲形式
7.3.6

重合度  registration
印制板上的图形、孔或其他特征的位置与规定位置的一致性程度。
[GB/T 2036-1994，6.2.35]
7.3.7
最小导体厚度  minimum conductor thickness
按设计规定部位，含金属涂镀层在内的导体最小厚度。

7.3.8

最小导线间距  minimum conductor spacing
按设计规定部位，电路图形中相邻导线边缘之间的最小距离。

最小导线宽度  minimum conductor width
按设计规定部位，电路图形中导线均匀窄细处的最小宽度。
7.3.10

最小环宽  minimum annular width
孔边缘与连接盘外沿之间最窄处的导体宽度。

注：当孔偏出连接盘，最小环宽成了负值，这时以孔偏出连接盘的弧度来衡量破环程度。
7.3.11
孔壁粗糙度  hole roughness
由钻孔或冲孔形成的孔之孔壁的粗糙程度。

7.3.12
层间重合度  layer to layer registration
印制板的各独立层上设定有相应的定位图形或定位孔作为基准点，以确定各层图形的对准重合程度。

7.3.13
孔位精度  hole registration

任一孔的实际位置和理论位置之间的偏差程度。
7.3.14
图形精度  pattern registration

任一图形中心点的实际位置和理论位置之间的偏差程度。

7.4  机械性能

7.4.1 
机械振动  mechanical vibration
 

物体或质点在其平衡位置附近所作有规律的往复运动。
注：振动会导致连接系统中端子接触面的磨损、电气连接的不连续以及机械部件的失效。

7.4.2 

机械冲击试验  mechanical shock test
物体经受到突然、急剧的外界机械力冲击时，能抗击变形受损的能力测试。

7.4.3

跌落试验  free fall test,drop test
物体按规定高度跌落于坚硬、平整的水平面上，评定物体承受垂直冲击的能力的试验。
7.4.4

粘合力  adhesive force
附着力

电镀层、涂覆层与导体或基材接触部分间的相互吸引力。

7.4.5

镀层结合力  plating adhesion


电镀层与基体表面的结合强度。

7.4.6

粘合强度  bond strength
使印制板或层压板相邻层分开时每单位面积上所需要的垂直于板面的力。

[GB/T 2036-1994,6.4.1]

7.4.7
弯曲强度  flexural strength
材料在弯曲负荷下破裂或达到规定挠度时能承受的最大应力。
注：弯曲强度测量一般采用三点抗弯测试。
7.4.8
剥离强度  peel strength

从覆铜板或印制板上剥离单位宽度的导线或金属箔所需的垂直于板面的力。

[GB/T 2036-1994,6.4.5]
7.4.9

拉脱强度  pull off strength

沿轴向施加负荷或拉伸时，使连接盘与基材分离所需的力。

[GB/T 2036-1994,6.4.2]
7.4.10
拉出强度  pull out strength


沿轴向施加负荷或拉伸时，使镀覆孔的金属层与基材分离所需的力。

[GB/T 2036-1994,6.4.3]

7.4.11

剪切强度  shear strength


物体在剪切应力作用下断裂时单位面积承受的最大应力。
7.4.12

拉伸强度  tensile strength 

在规定的试验条件下，在试样上施加拉伸负荷使其断裂时所受的最大应力。 

7.4.13

撕裂强度  tear strength
薄膜基材被撕拉成两部分时所需的力。
注：从试样无切缝处撕拉时的力称为初始撕裂强度；从试样有切缝处撕拉时的力称为扩展撕裂强度。

7.4.14

耐弯折性  folding resistance；bending resistance 
弯曲能力  bendability


挠性印制板的一种特性，薄膜基材或挠性板能承受反复弯折的耐久性。

注：试样在一定位置和弯折直径、弯折方向条件下（如图7-13），反复弯折直至应力作用下发生裂缝或分层等缺陷止，其所经受的弯折次数为其弯曲能力。
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图7-13  耐弯折性试验

7.4.15

耐挠曲性  flexural endurance；flexure resistance 

挠性印制板的一种特性，薄膜基材或挠性板能承受往复弯曲疲劳试验的能力。
注：试样在一定区段和挠曲半径、挠曲行程条件下（如图7-14），往复挠曲直至应力作用下发生裂缝或分层等缺陷止，其所经受的挠曲次数为其挠曲能力。
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图7-14  耐挠曲性试验

7.4.16

耐磨性  abrasion resistance
印制板或其组成材料表面受摩擦其性能或特性不受影响的性能。

7.4.17

冷流  cold flow

印制板在常温下因施加一段时间的机械力或压力所产生的变形、扭曲或尺寸变化。
7.4.18
铅笔硬度  pencil scratch hardness
用具有规定尺寸、形状和硬度铅笔芯的铅笔，施加一定角度的力擦划试样表面时，试样表面不出现划痕的耐擦划的性能。

7.5  电气性能
7.5.1 
连通性  continuity
电路中保持电流不间断流通的性能。
[GB/T 2036-1994,4.85]

7.5.2

湿热绝缘电阻  humidity and heating insulation resistance 
工件在经过湿热试验环境下所测量的绝缘电阻。
7.5.3
介质耐电压   dielectric withstanding voltage
在规定条件下，绝缘材料能承受不被介电击穿的最大电压，通常以每单位长度伏特表示。
7.5.4

电迁移  electromigration


在电场的作用下，发生金属离子在介质中移动和生长的现象。
7.5.5
 电化学迁移  electrochemical migration

在潮湿环境中，当导体之间施加电压时，导体中的离子通过电化学溶解进入绝缘体，从而导致导体之间的绝缘劣化现象。
7.5.6
导电阳极丝  conductive anodic filament；CAF
沿着玻纤与树脂间隙形成的一种细丝状导电物质，通常通过电化学反应从阳极向阴极生长。(见图7-15)
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图7-15 CAF示意图

7.5.7
耐迁移性  migration resistance


印制板阻挡在电势差作用下发生导体的金属电子迁移而引起的绝缘性能下降的能力。

7.5.8
枝晶迁移  dendritic migration
导体边缘以树枝状形式发生金属细丝跨过绝缘体的迁移。(见图7-16)
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图7-16 枝晶示意图

7.5.9
耐漏电性  tracking resistance


耐电弧性  arc resistance
在规定试验条件下，绝缘基板所能承受的电弧放电引发的漏电性通路特性。通常用电弧在材料表面引起炭化至表面导电所需时间表示。

7.5.10
电蚀损  electrical erosion
由于放电作用而使绝缘材料损伤。

7.5.11
电压降  voltage drop


在标称电流状态下由于导线压接和接触面区域的电阻而产生的电压下降。
注：可根据电压下降计算出总连接电阻。
7.5.12
最大试验电流能力  maximum test current capacity
确定端子系统在开始发生过度热降解和或具有电阻之前，在室温环境中能够承受的最大试验电流。
7.5.13
电压振幅   voltage amplitude
在一个完整的周期中，相对于一个参考点如接地层的电压幅值。

7.5.14
TDR阻抗测试  TDR impedance test

采用时域反射计测量传输线的阻抗值。
注：时域反射计（TDR：Time Domain Reflectometry）为测试仪器。
7.5.15
菊花链电路  daisy chain circuit 

从起点到终点中间含有若干个节点串联相连的电路。 (见图7-17)
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图7-17 菊花链电路图形例
7.5.16 

梳型电路  comb circuit 

梳状导体等间距交叉排列的电路。(见图7-18)
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图7-18 梳形电路图形
7.6  耐环境性

7.6.1 

老化  aging；ageing

电子元器件随着环境条件和时间的变化引起性能变化及失效。

7.6.2 

蒸汽老化  steam aging
为考核产品的可靠性， 将成品暴露于用水蒸汽增湿的环境中所进行的预处理。

7.6.3

加速老化  accelerated aging
加速试验  accelerated test

将诸如电压或温度等参数增加到正常工作值以上，以便在较短时期内获得可见的或可测的变质情况的试验。

7.6.4

耐热冲击性  thermal shock resistance


印制板或覆铜箔层压板随着温度的急骤变化其功能及特性不发生质变的最大承受热能（温度）的能力。

7.6.5

耐高低温冲击性  high and low temperature resistance
印制板或覆铜层压板在高温放置一定时间并在低温、高温中反复循环处理过程中，其功能和特性所能承受的最大程度。

7.6.6

低温存储  cryogenic storage 


用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。

7.6.7

高温存储  high temperature storage


用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。

7.6.8
热应力  thermal stress；heat stress 

温度改变时，物体由于外在约束以及内部各部分之间的互相约束，使其不能完全自由膨胀而产生的应力。  

7.6.9
机械应力  mechanical stress 

物体由于受力而变形时，在物体内部各部分之间的相互作用的内力。
7.6.10

耐焊接热  resistance to soldering heat
产品承受焊接产生的热应力的能力。

7.6.11
温度循环  temperature cycle
用来确认产品在温度周期变化环境条件下储存、运输、使用的适应性。

7.6.12
盐雾试验  salt spray test
利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。

7.6.13
压力锅试验  pressure cooker test；PCT

    试样放入压力锅试验仪中，经受高压蒸煮来评估产品的耐环境性能。

7.6.14
清洁度测试  cleanliness test

用以检测试样表面的有机或无机及离子性或非离子性的污染物含量的试验。
7.6.15
离子污染度测试  ion contamination test
一种通过溶剂萃取法测试试样表面离子污染程度的方法。

7.6.16
漂锡试验  solder floating test 
试样板漂浮在规定温度的熔融焊锡表面，经规定时间后，鉴定试样有否损伤的试验。
7.6.17
浸锡试验  dip-solder test

试样板浸入规定温度的熔融焊锡料中，经规定时间后，鉴定试样有否损伤的试验。
7.6.18
热油试验  hot oil test 
试样板浸入规定温度的热油中，经规定时间后，鉴定试样有否损伤的试验。

7.6.19
排气  degassing 
从材料或者外壳中去除气体的过程，常采用抽真空方式。

7.6.20
加速热循环测试  accelerated thermal cycles test；ATCT
通过设定的高低温度温区间及温区恒温时间，并设定高低温区温度转化的线性温度速率（温变速率>2℃/min）的冷热循环方式，对测试试样施加老化加速，同时使用测量电阻技术监视试样网络电气完整性的一种可靠性实验方法。
7.6.21
高加速应力测试  highly accelerated stress test；HAST
通过提高环境应力和工作应力，加快实验过程，缩短产品或系统的寿命实验时间的一种测试方法。
7.6.22
离子清洁度  ionic cleanliness

用单位表面积内所含有的离子数量或离子物质重量来表示表面清洁的程度。
7.6.23
溶剂萃取  solvent extraction

液-液萃取  liquid-liquid extraction
通过与几乎不溶于第一种溶剂但能溶解相关物质的第二种溶剂紧密接触，从其溶剂中去除溶解物质。

7.6.24
可焊性  solderability
金属表面被熔融焊料润湿的能力。

7.6.25
润湿   wetting
<焊接>熔融焊料粘附在被焊接的金属表面并充分扩展，形成均匀、光滑、连续的焊料薄膜的现象。

7.6.26
退润湿  dewetting
弱润湿  
熔融焊料粘附在被焊接的金属表面后，形成回缩，遗留下不规则的焊料锡瘤，有一层薄的焊料覆盖但不露基体金属的现象。(见图7-19a)
7.6.27
不润湿  non wetting
熔融焊料与金属基材未能形成金属键，仍裸露基底金属，未能形成金属间化合物的现象。(见图7-19b)
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图7-19  焊接润湿性
7.6.28
接触角  contact angle； wetting angle 

润湿角
附着焊料的基底金属表面和正切于焊料的空间界面的夹角。（见.图7-20）

注：接触角小润湿性佳。 
[image: image122.png]&l KRR
e 1255 %
INERRR
HEReE _EE2RE

E-2 E-2





图7-20  焊锡接触角例
7.6.29
润湿平衡   wetting balance
可焊性试件垂直悬吊以规定的速度浸渍到规定温度的熔融的焊料槽中，浸渍至规定深度时，润湿力与重力处于平衡状态下的润湿程度。
注：润湿平衡亦属用于测量润湿性能和可焊性的仪器。
8  封装与装联术语 
8.1  常用元器件种类 

8.1.1

电子元器件  electronic components

元件和器件的总称，实现一定电子功能的单个件或多个件的集合。

8.1.2

电子元件  electronic component

电子电路中的基本元素，在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。

8.1.3

电子器件  electronic device
电子电路中的基本元素，在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。如晶体管、电子管、集成电路。
8.1.4

无源元件  passive component 

被动元件
一种在使用时本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，没有任何的增益或方向性电子元件。
注：电容器、电阻器和电感器等通常的电子元件是无源元件。
8.1.5

有源器件  active device 

主动元件  active components

一种在使用时本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），能够控制能量的元件。
注：晶体管、集成电路等通常的电子器件是有源器件。
8.1.6

微电路  microcircuit 

为作为一个不可分割的电子电路元器件运行而将等效电路要素互连在一起的相对高密度组合件。 

8.1.7
集成电路  integrated circuit；IC
在半导体芯片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并多层连线组合与封装成具有一定功能的器件。

8.1.8
晶体管  transistor
基本的固态控制器件，可根据第三端的电压或电流确定另外两端之间的电流流通或禁止。通常用半导体材料制作。

8.1.9
电阻器  resistor   
一种在电路中适当阻碍电流流通的元器件。

8.1.10
电容器  capacitor  
一种存储电能的元器件，由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。

8.1.11
电感器  inductor  
一种由线圈做成的由于电流流过导线而产生磁场，使导体储存能量的元器件。

8.1.12
变压器   transformer  
利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。

8.1.13
继电器  relay

一种电子控制器件，具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中。在电路中起着自动调节、安全保护、转换等作用。

8.1.14
开关  switch；off/on
一种可以使电路断开、连通，实现电流中断或流通的电子元件。

8.1.15
连接器  connector

在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间架起沟通的元件，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。

8.1.16
线束   wire harness  
一组捆绑在一起的金属线和电缆，用于运载设备之间的信号传输和电源的连接。

8.1.17
紧固件  fastener


将两个或两个以上的零件或构件紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。
8.1.18 

引线  lead 

用于电气互连的一段线形金属导体。 

8.1.19
元器件引线  component lead 

元器件插针  component pin 
从元器件本体延伸出的实心或多股金属线或成形导线，用作机械和电气连接。
8.1.20
分立元器件  discrete component 

印制板组装件中执行某电路功能的独立元器件。  

8.1.21 

表面安装元器件  surface mount component；surface mount device；SMD
可以通过表面安装的方式连接到印制板的元器件（部件），可以是有引线或无引线的。
8.1.22 

表面安装有引线器件  leaded surface-mount component 

其外部连接由在封装体四周并向下延伸至底部的引线构成的表面安装元器件。(见图8-1a) 
8.1.23 

表面安装无引线元器件  leadless surface-mount component 

无引线元器件  leadless component 

其外部连接由元器件本体主要部分的金属化引出端组成的表面安装元器件。(见图8-1b) 
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图8-1 表面安装元器件例
8.1.24 

轴向引线元器件  axial lead component 

引线从本体的水平方向向外伸出的元器件。(见图8-2a) 
8.1.25 

径向引线元器件  radial lead component 

引线从本体的垂直方向向外伸出的元器件。(见图8-2b) 
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图8-2 轴向与径向引线元器件例
8.1.26 

梁式引线元器件  beam-lead device 

具有能将梁式引线互连到印制板焊盘上的有源或无源贴片式元器件。(见图8-3)  
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图8-3 梁式引线元器件例
8.1.27 

极性元器件  polarized component 

引出端明确分为正电极或负电极的元器件。
8.1.28

带载元器件  taped component
有序附贴在连续载带上的元器件，以便于自动进行检查、引线成型、组装和测试等。
8.1.29
敏感元器件  sensing component
由具有电阻、电容、电感等性能的敏感体构成及性能随感受的信息变化而变化的元器件。 

8.1.30
热敏元器件  temperature sensitive element and device


对温度变化敏感的敏感元器件。
8.1.31
压敏元件  voltage dependent element


利用物质对电压信息敏感的特性制成的敏感元件。
8.1.32
湿敏元器件  humidity sensor

随环境湿度变化而电参数发生明显变化的敏感元器件。
8.1.33
磁敏元器件  magneto-sensor


利用具有磁电特性的材料制成的敏感元器件，主要有磁阻元件、霍尔元件和磁敏器件。
8.1.34
传感器  sensor；transducer
一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
8.2 装联工艺
8.2.1
装联  assembly interconnecting

按设计规定把元器件、端子、组件等插、贴并焊接在印制板的相应位置上，或把零、部、整件装配连接成为半成品或成品的过程。
8.2.2
微电子组装   microelectronics assembly   
将微电子器件和微小型元件组装成有一定功能的电子组件、部件或一个系统的过程。

8.2.3

通孔安装技术  through hole mount technology；THT
插入安装技术

将元器件引线插入印制板元件孔中，经焊接与电路图形实现电气连接的技术。  

8.2.4 
表面安装技术  surface mount technology；SMT
将表面安装元器件平贴于印制板表面连接盘上，经焊接与电路图形实现电气连接的技术。 

8.2.5
插装  plug-in mounting

用手工或机器把元器件、组件的引线或端子插入印制板相应的连接孔中进行焊接，实现固定连接的安装。
8.2.6

贴装  surface mounting

用手工或机器将无引线或短引线元器件的端子，与印制板上带有焊料或粘结剂的相应连接点贴合焊接，实现固定连接的安装。
8.2.7

贴插混装  surface mount and insert hybrid

    在一块印制板上既安装有贴片元器件，又有引线插装元器件的安装方式。
8.2.8
装配单元  assembly unit 

能进行独立装配的部分。

8.2.9
元件安装方向  component mounting orientation 

印制板或其它组装件上元件的安装排列方向，通常根据元器件的极性、元器件彼此之间的相互关系和印制板外形来排列。 
8.2.10
硬钎焊  brazing 

使用熔点高于450℃的硬钎料进行的焊接。 

8.2.11 

软钎焊  soldering 

使用熔点不高于450℃的软钎料进行的焊接。
注：电子装联领域的焊接为软钎焊。  

8.2.12
再流焊  reflow soldering 

回流焊

预先在印制板焊盘上涂覆焊锡膏，粘合表面安装元器件后进入高温中熔化焊锡膏实现元器件焊端（引线）与焊盘之间连接的方法。
注：再流焊工艺表面安装元器件过程通常如图8-4。  
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图8-4  再流焊工艺表面安装元器件简要流程
8.2.13 

预烘处理  desiccating treatment 

印制板组装前，用加热的方法去除印制板表面、内部以及待装元器件等存在潮气的过程。

8.2.14
锡膏印刷  solder paste printing

    采用网版印刷将焊锡膏涂覆于要焊接的连接盘上。
8.2.15
滴涂机  dispenser 

能进行贴片胶或焊膏滴涂操作的设备。 

8.2.16
点胶  glue

将胶水点滴到印制板的固定位上，用于贴装元器件固定于印制板上。
8.2.17
贴片机  chip mounter 

在表面贴装生产线中，配置在滴涂机或丝网印刷机之后，按设定程序自动拾起表面安装元器件准确地放置在印制板上的专用设备。

8.2.18
红外再流焊  infrared reflow soldering 

利用红外辐射热进行加热的再流焊接。  

8.2.19
热风再流焊  hot air reflow soldering 

利用热风在再流焊设备炉膛内循环加热的再流焊接。  

8.2.20
激光再流焊  laser reflow soldering 

采用激光辐射能量进行加热的再流焊接。  

8.2.21
汽相再流焊  vapor phase soldering 

利用高沸点工作液体饱和蒸汽的汽化潜热，经冷却时的热交换进行加热的再流焊接。  

8.2.22
焊接温度  soldering temperature 

高于焊料熔点，使焊料与被焊物表面形成良好金属间化合物的温度。  
8.2.23
再流温度  reflow temperature 

再流焊接过程中使焊料保持液相状态时的温度范围。 

8.2.24
温度曲线  temperature profile 
<再流焊>表面安装元器件焊端或引脚上的温度随时间变化的曲线。（见图8-5）

注：按照焊接过程及各区段的作用，一般将其分为：预热区、保温区、再流区和冷却区，加热过程可采用逐步升温方式或升温—保温方式。    
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图8-5  再流焊温度曲线

8.2.25 

预热区  preheat zone 

工件进入再流炉由室温加热到预热温度，并在此温度达到热平衡的加热区段。(见图8-5)
8.2.26 

保温区  preflow zone 

在再流炉中预热阶段结束点到焊膏熔点之间的一段升温过渡区段。(见图8-5)  

8.2.27
再流区  reflow zone 

在再流炉中温度处于焊膏熔点以上的区段。参见图8-5。  

8.2.28
冷却区  cooldown zone 

在再流炉中焊接完成后从焊膏熔点至逐渐冷却形成焊点的区段。(见图8-5)  

8.2.29 

升温速率  temperature rate of rise 

温度向上移动，在单位时间内表面安装元器件加热的升温值，通常以℃/s表示。 
8.2.30
降温速率  cooling rate
焊点由液相变为固相所经历的温度下降量与时间之比。
8.2.31 

再流时间  reflow time 

表面安装元器件处于焊膏熔点以上温度的时间。 

8.2.32
波峰焊接  wave soldering 

在印制板装载元器件后以平面直线运动的方式，与连续循环的波峰状流动焊料接触实现焊接连接的方法。(见图8-6)
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图8-6 波峰焊接简要流程
8.2.33
单波峰焊接  single wave soldering 

锡液喷起时只形成一个波峰的波峰焊接。通常用于只有插件元器件的装配。
8.2.34
双波峰焊接  double wave soldering 

锡液喷起时形成两个波峰的波峰焊接，前波峰较高起到焊接作用，后波峰较平起到焊点整形作用。通常用于有插件又有贴片元器件的装配。
8.2.35
波峰高度  wave height 

波峰焊接设备中，从喷嘴到波峰顶点之间的距离。

8.2.36
超声波焊接  ultrasonic soldering
熔融焊料在超声波频率下振动形成焊点的无助焊剂焊接。

8.2.37
真空再流焊接  vacuum reflow soldering
在真空环境下进行的再流焊接方式。

注：该焊接方式从根本上解决由于焊料在非真空环境下的氧化，且降低焊点内外压强差防止焊点内的气泡从焊点中溢出，可有效降低焊点的空洞率。

8.2.38
选择性波峰焊接  selective wave soldering
熔融的液态钎料借助泵的作用，通过相应规格的喷嘴形成的特定形状的钎料波峰，将插装元器件与经固定的印制板以平行于喷嘴的角度停滞在特定位置，喷嘴以一定的离板距离和浸入深度按预定程序选择性的实现连接点的焊接过程。一般用于局部通孔元器件的焊接。
8.2.39
预热温度  preheat temperature
<焊接>预先将印制板组装件进行加热的温度。

8.2.40
压锡深度  pressed tin depth 

印制板压入至波峰焊料内的深度。  

8.2.41
牵引角  drag angle 

波峰顶部的水平面与印制板组装件在空间运动的路线，通常指轨道面与基本坐标平面之间的夹角。  

8.2.42
手工焊接  manual soldering 
以电烙铁作为加热源，手工操作对焊接件进行焊接的方法。

8.2.43
温控电烙铁  electric soldering iron with temperature controller 

烙铁头内装有带磁铁式的温度控制器，控制通电时间来实现恒温的电烙铁。  

8.2.44
烙铁头  bit 

烙铁上可拆卸的用于热量存储与传送的金属装置。基本形状有尖形、扁平形和刀口形。 

8.2.45
吸锡器  tin extractor 

一种解焊工具，由吸锡嘴和带有吸力的装置组成。
注：操作时，将吸锡嘴与焊点垂直吻合，由吸锡嘴对焊点加热至焊料全部熔化，启动带有吸力的装置吸去焊锡。  

8.2.46
真空吸锡法  pulse vacuum tin removal 

采用带有真空吸力装置的吸锡器去除焊料的方法。

8.2.47
吸锡绳  solder wick 

在烙铁头加热的情况下接触焊点，利用虹吸作用吸取熔融焊料的金属绳。  

8.2.48
重焊  resoldering 

对已经焊接好的焊接点进行重新焊接的过程。

8.2.49
解焊  desoldering 

对已焊接好的元器件或已失效的元器件进行拆除的过程。 

8.2.50
插焊  insert soldering 

将元器件引线或导线芯线插入端子内，然后进行焊接的方法。  
8.2.51
搭焊  lap soldering 

元器件引线或导线芯线不使用任何其他机械连接或支撑物，而是用焊料把两个重叠的金属表面直接焊接在一起的方法。  

8.2.52
绕焊  wrapping soldering 

将元器件引线或导线芯线缠绕在接线端子上，然后进行焊接的方法。

8.2.53
钩焊  clasp soldering 

元器件引线或导线芯线穿过端子孔弯曲成形后再进行焊接的方法。  

8.2.54
竖焊  vertical soldering 

元器件引线或导线芯线穿过端子孔垂直成形后再进行焊接的方法。  

8.2.55
浸焊  dip soldering 

工件与焊料表面保持平行，焊接面向下浸入熔化的焊料实现焊接的方法。

8.2.56
拖焊  drag soldering 

将熔融的焊锡在表面安装器件的引脚上沿着一个方向拖动焊接的方法。

8.2.57
无铅焊接 lead-free soldering 
采用无铅焊料（见8.3.2）的焊接。
8.2.58
免清洗焊接  clean free soldering 

使用专门配制的、其残余物不需清洗的低固体焊膏的一种焊接。  

8.2.59 

清洗  cleaning 

用清洗剂清除工件上污垢。  

8.2.60
浸洗  soak cleaning 

将工件浸泡在清洗剂中清除污垢。    
8.2.61
溶剂清洗  solvent cleaning 

采用极性或非极性有机溶剂去除工件上有机和无机污染物 。

8.2.62
水清洗  water cleaning 

采用去离子水对工件进行清洗，去除污垢、焊剂等杂质，然后进行烘干。 

8.2.63
半水清洗  semi-water cleaning 

先后使用去离子水和有机溶剂对工件进行清洗， 去除污垢、 焊剂等杂质， 然后进行烘干。

8.2.64
汽相清洗  vapour phase cleaning 

利用低沸点清洗剂加热后蒸气冷凝作用，溶解工件上的污垢、焊剂等杂质。 

8.2.65
敷形涂敷  conformal coating 

将液态有机树脂涂料直接涂敷在完成元器件组装的印制板上，形成外形与原来保持一致的连续膜绝缘保护层。
8.2.66
铆接  riveting

借助铆钉形成不可拆的机械与电气连接。
8.2.67
压焊  pressure welding ，bonding 

通过施加压力、机械振动、电能或热能等不同能量于接头处，形成原分离接头相互连接的一种工艺。

8.2.68 

热压焊  thermo-compression bonding 

通过压力同时加热的情况下使引线产生塑性变形，形成引线和金属薄膜之间的冶金焊接。  

8.2.69
超声压焊  ultrasonic bonding 

利用超声振动，使引线和金属件之间产生摩擦，形成引线和金属薄膜之间的冶金焊接。 

8.2.70
压接  crimping 

压接连接  crimped connection

采用专用的工具或设备，通过压力使导线芯线和压线筒之间形成机械连接和电气连接的方法。

8.2.71
压接端子  crimp terminal 

接头  splice 

连接于导线端头，使导线能与其他元器件连接成可拆卸连接的压接件。
注：端子的外接端可以是用于紧固件连接的带孔舌片，或用于插接连接的片（针）、套等。  

8.2.72
压线筒  crimp barrel 

为压接连接专门设计的，可适配一种或几种截面导线的金属导电筒。   

8.2.73
压模  crimping die 

在模压式压接中直接完成压接的工装。
注：压模通常包括上模、下模和定位装置。

8.2.74
压头  indenter 

在坑压式压接工具中直接用来压接压线筒的部分，工具基体驱动压头完成坑压式压接。  

8.2.75
绕接  winding,wire-wrap connection

金属导线紧密围绕柱状导体实现的电气连接。
8.2.76
绕线柱  wrapping post 

带有棱边的细长金属柱，并应有较好的弹性与足够的抗扭强度，能接受绕接的端子。  

8.2.77
绕接枪  wire-wrapping tool 

一种绕线工具，由静套筒、栓线槽、旋转锥杆及动力驱动源组成。

8.2.78
线匝  coil of wire 

由完全单一螺旋形线圈组成，该线圈缠绕接线柱360o，并与接线柱的棱边全部碰上。  
8.2.79
退绕  unwrap 

采用专用工具将单股导线的芯线进行相反方向缠绕，把接线柱与绕接点上的芯线分离的过程。  

8.2.80
线扎  wire binding 

将相互绝缘、长度固定、走线方向相同的若干根导线，采用绑扎线结扎在一起形成导线束。 

8.2.81
引线成形  lead forming 

元器件引线经矫直后，按规定的形状要求进行弯曲成形。  

8.2.82
焊端  termination 

无引线表面安装元件的外露金属化电极。 

8.2.83
端头处理  end processing 

导线端头脱头、捻头、挑头、搪锡、做标记等加工。  

8.2.84
粘固  cement 

用胶粘剂将导线、导线束、元器件等与印制板粘结在一起。  

8.2.85
灌封  potting 

用适当的流体材料渗透至电子组件的空隙后进行固化，以及将密封保护材料加在电连接导线周围进行完整埋封的过程。 

8.2.86
漆封  lacquer screw fastening 

螺钉安装拧紧后或焊点完成后，用漆进行密封。 

8.2.87
底部填充树脂 underfill resin

一种用来填充电子设备底部空间的树脂。
8.2.88
分板  depaneling  
拼接在一起的印制板组装后使用机械设备或工具分开。
8.2.89
线束组装  wire harness assembly
    用来传递信息信号的成串电线、电缆所构成线束的总合。

8.2.90
机械部件组装  mechanical components assembly
按照设计要求实现机械零件或部件的连接与固定。
8.3  装联材料与工具
8.3.1 

焊料  solder 

在熔融时可通过润湿其他金属表面并与之结合的一种金属或合金。常用的是锡合金焊料。 

8.3.2
无铅焊料  lead-free solder
含铅元素量低于百分之零点一(0.1%)的焊料。
8.3.3
焊膏  solder paste 

由焊料细颗粒、助焊剂、溶剂、黏度和触变性调节剂等均匀混合组成的膏状物，用于表面安装元器件的焊接。 

8.3.4 

免清洗焊膏  clean free solder paste 

焊接后在焊点只含微量副作用的焊剂残留物，而无需清洗组装板的焊膏。
8.3.5
助焊剂  flux 

一种活性化合物，它在受热时可去除金属表面的氧化膜，在焊接过程中促使被焊物金属表面与焊料之间形成一层金属化合物。
8.3.6 

活性松香助焊剂  active rosin flux 

一种由松香和少量的有机卤化物或有机酸活化剂混合的助焊剂。  
8.3.7
非活性助焊剂 nonactivated flux
不含活性剂的天然或合成树脂助焊剂。
8.3.8
焊锡丝 flux-cored solder
沿长度方向含有一条或多条连续助焊剂芯的线状或带状焊料。
8.3.9
胶粘剂  adhesives 
<装联>表面组装技术中，在焊前用于暂时固定元器件的胶粘剂。

8.3.10
密封胶  sealing adhesive 

起密封作用的胶粘剂。 

8.3.11
导电膏  conductive paste
导电胶  electric conductive adhesive 
含有银、铜、石墨等导电粉末，具有导电性能的胶粘剂。  

8.3.12
硅胶  silicone adhesive 

含有硅原子主链的有机硅聚合物，属于单组分室温硫化的液体橡胶。
8.3.13 

环氧树脂胶  epoxy resin adhesive 

含有环氧基树脂的胶粘剂，能很牢固地粘接各种材料。

8.3.14
热熔胶  hot-melt adhesive 

由热塑性树脂组成的一类胶粘剂，高温下熔化可流动润湿被粘接的固体表面，室温下转变为固体能有牢固的粘结作用。 

8.3.15
发泡胶  foaming adhesive 

固化时在原位发泡膨胀的胶粘剂，靠分散在整个胶粘剂层内的大量气体泡孔减少其表观密度。

8.3.16
三防涂层  three proof coating

一种有机树脂涂料，涂覆于完成元器件安装的印制板的外表，形成一层柔韧膜，具有防水、防潮、防尘的“三防”功能。
8.3.17
模版  stencil
<焊接>含有特定开孔图形的薄板，用于将类似膏状焊料或粘合剂转移到印制板上，以实现元器件的连接。
8.3.18
搪锡设备  tinning equipment 

将元器件引线、导线芯线插入熔融焊锡，使其表面涂上一层薄而均匀的焊料的设备。
8.3.19
留屑钳 stripper with leftover holder

    能将剪切下来的导线端头停留在切口的剪切工具。
8.3.20
平口剪线钳  flat stripping pliers 

能将导线端头剪切呈平面形状切口的剪切工具。  
8.3.21
散热工具  heat sink tool 

一种具有热传导材料的夹持装置，在焊接时夹持在引线上，可减少热量自引线传至元器件内部。 

8.3.22
立体式显微镜  stereo microscope 

用眼睛能观察到物体和空间的三维立体特性视觉效果，并能获得微小物体或物体微细部分的放大像的光学仪器。  

8.3.23
返修工作台  rework station 

对有质量缺陷的印制板组装件进行返修的专用操作平台。

8.3.24 

静电泄露  electrostatic leakage 

带电体上的电荷通过其内部或表面等途径，使之部分或全部消失的现象。 

8.3.25
静电接地  electrostatic discharge grounding 

为泄放静电电荷或平衡静电电位提供的接地。  

8.3.26 

静电屏蔽  electrostatic shielding 

用屏蔽体将一个区域封闭起来，通过屏蔽体接地使感应的静电泄漏，实现屏蔽体内的电路不受静电场干扰。  

8.3.27
防静电工作台  anti-electrostatic workbench 

使与其之相接触导体上的静电电荷在极短时间内进行全部泄放的工作台。  

8.3.28
防静电橡胶垫  anti-electrostatic rubber plate 

敷设在地面和工作台面上具有导电性能的橡胶垫。  

8.3.29 

防静电腕带  anti-electrostatic wrist strip 

为操作者所产生的静电电荷形成放电通路，在操作者手腕或脚踝上佩戴的防静电接地装置。   
8.3.30
防静电周转容器  anti-electrostatic tote tray 

采用静电耗散材料制成，能与存放的印制板组装件、静电放电敏感器件等形成放电回路，消除静电电荷的转运容器。
8.3.31
防潮袋 moisture barrier bag

用于包装湿敏元器件的防静电且防水汽侵入的袋子。
8.3.32
空气电离器  air ionization device 

能产生恒定电离空气流的装置。该装置用于中和不能有效接地的绝缘体或物体所积聚的静电电荷。
8.4 装联品质
8.4.1

贴装精度  placement accuracy 

贴装元器件时，元器件焊端或引脚偏离目标位置的最大偏差，包括平移偏差和旋转偏差。 

8.4.2

焊点  solder joint 

两种或两种以上的金属表面， 用焊料进行焊接后，使两个导体交界面处产生融合形成机械和电气的连接点。  

8.4.3

虚焊  pseudo soldering 

表面有块状、褶皱或堆积的外观，并显露出不正确的焊料流动或润湿效果差的焊点。
注：在焊料和焊接表面之间通常会有突变的界线。  

8.4.4

冷焊  cold soldering 

假焊

在焊接过程中，由于焊点上的加热温度不够，导致焊料没有充分地熔融，出现润湿不良，焊点呈深灰色针孔状的表面。

8.4.5

过热焊点  overheated solder joint 

由于过热或反复焊接而造成焊料表面呈灰暗、颗粒状、多孔、疏松的焊点。

8.4.6

移位焊点  disturbed solder joint 

在焊料未凝固时，由于焊接件的移动而形成的焊点。

8.4.7

过量焊点  excess solder joint 

被焊接金属表面形成半圆形球状或在焊接区存在过多焊料的焊点。

8.4.8
缺锡  skip solder

由于出现气泡或器件的阻碍等原因，造成焊点内部空洞或应沾锡表面未被完全覆盖的现象。
8.4.9

不饱满焊点  insufficient solder joint 

由于焊料过少，被焊接金属表面仅覆盖了一层极薄焊料的焊点。  

8.4.10

焊桥  solder bridges 

导线之间由焊料形成的多余导电通路。 
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8.4.11

拖尾  trailing 

焊点上的焊料太多，烙铁头在撤离焊点时，带出焊盘的焊料。  

8.4.12 

焊点拉尖  solder joint icicles   
出现在凝固的焊点上或涂覆层上的多余焊料凸起物。 

8.4.13

偏焊  deflective soldering 

焊点上的焊料没有均匀地分布在整个焊盘上，而是焊料局部分布在某一边。 

8.4.14

偏移  excursion 

在焊料膏熔化过程中，由于润湿时间等方面的差异，同一表面安装元器件所受的表面张力不平衡，其一端向一侧斜移、旋转或向另一端平移现象。  

8.4.15 
立碑  tomb stoning 

曼哈顿现象  Manhattan effect 
表面安装元件在安装或再流焊过程中，出现其一端离开焊盘表面，整个元件呈斜立或直立如碑的一种特殊偏移现象。（见图8-7）
注：立碑现象的产生是由于焊膏在再流熔化时元件两个焊端的表面张力不平衡所致。
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图8-7  贴片元件的立碑现象
8.4.16
枕头效应  head on pillow；HoP；head in pillow；HiP
焊点缺陷，主要发生在BGA、CSP等封装中连接端的焊球与锡膏已经熔化并重新凝固，但没有结合在一起而形成焊点不良。（见图8-8）
注：指焊点的不良现象类似人的头靠在枕头上的状态。
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图8-8 枕头效应焊点不良

8.4.17
针孔  pin hole
<焊接>由于焊剂中的低沸点物质在焊接温度作用下存在未挥发物，引线表面上存在污物、灰尘、氧化物等，造成焊点内部有很多微小的孔。

8.4.18
气孔  blow hole
气泡 

在焊接过程中由于助焊剂未完全挥发而产生的比“针孔”大得多的空洞。 
8.4.19
起霜  frost 

焊点表面及周围产生白如霜一样微小颗粒粉末的现象。  

8.4.20
锡瘤  small solder ball 

因焊料过多，在元器件引线上形成颗粒状的现象。

8.4.21
锡珠  solder ball

溅锡  solder splash

在焊接过程中，焊料飞溅并粘附在印制板表面上的微小颗粒。  

8.4.22
焊料遮蔽  solder shadowing

波峰焊时，某些器件受本身或前方较大体积元件阻挡，得不到焊料或焊料不能润湿其引脚，导致漏焊的现象。
8.4.23
焊脚起翘  solder fillet lifting

再流焊接过程中，焊脚从印制板焊盘上的翘起分离的现象。
8.4.24
焊脚撕裂  solder fillet tearing

焊脚与连接盘（焊盘）开裂。该现象常发生在无铅焊接混装元器件中的再熔分离（解焊）。
8.4.25
跟部裂纹  heel crack

在焊接跟部发生的跨引线宽度的裂缝。
8.4.26
焊剂残留物  flux residue
焊接后残存在焊接表面上或焊点周围的焊剂杂质。
8.4.27
焊料芯吸  solder wicking

焊接时，焊料在金属表面间的毛细管移动现象（如多股导线焊接）。
8.4.28
缩孔  shrinkage cavity 

焊点固化后在焊接区表面形成的空穴或裂纹，这种裂纹不会延伸至焊接区内部。
8.4.29
空洞 void
局部区域内缺少物质。

8.4.30
锡须  tin whisker
<焊接>焊点的焊料上以单晶形式生长的纤维。

8.4.31
线接合劣化  wire bond degradation

暴露在再流焊接温度下产生应力，导致集成电路焊球键合的退化，其结果可能使元器件可靠性降低。
8.4.32
粘接失效  adhension failure

粘结连接的断裂，以致于在粘结剂附着界面处呈现分离。
8.4.33 

连接盘起翘  pad tilt
<焊接>焊盘已经产生部分分离、松动、隆起，不再与印制板的基板粘接在一起，但焊盘与印制导线并未产生断裂。  
8.4.34
黑盘 black pad 
    化学镀镍浸金的连接盘，受焊锡和助焊剂的影响暴露出镍表面氧化发黑的现象。
8.4.35
塌落  slump 

一定体积的焊膏印刷或滴涂在焊盘上后，由于重力和表面张力的作用、温度升高或停放时间过长等原因，引起高度降低、底面积超出规定边界的现象。  

8.4.36 

拉丝  stringing 

采用注射式滴涂焊料膏或贴片胶时，因注射针头与焊盘表面分离不当所出现的胶黏物丝状拉出现象。
8.4.37
漏焊 solder skips
焊接时遗漏的焊点。  
8.4.38   
环状断裂  circumferential separation

<焊接> 沿着镀覆孔整个圆周的镀层、引线或空心铆钉周围的焊缝或焊缝与连接盘的界面处的裂缝或空洞。

8.4.39
界面金属化合物  inter metallic compound；IMC
金属化间合物

两种或两种以上的金属元素以固定比例所形成的化合物。  

8.4.40
共面度  coplanarity 

当元器件放在非常平整的物体表面，其最低引线与最高引线之间的最大间距。

8.4.41 

歪斜度  skewness 

元器件引线与引出端垂线在水平方向的最大偏差。    

8.4.42
焊点检测  solder joint test 

用一定的检测技术，来判断焊点是否有缺陷。  

8.4.43
焊槽法  soldering trough method 

元器件引线以一定的速度、规定的温度、停留时间、浸入深度，垂直浸入焊槽后提出，清洗后与标准样品比较湿润状况的一种可焊性测试方法。 

8.4.44
抗拉强度  tensile strength 

在外来的轴向拉力下，使导线从压线筒内拉脱所需要的力。 

8.4.45
拉脱力  pulling-out force 

对绕接点而言，加在绕接线圈上沿接线柱的主轴方向使绕接点开始移动的力。  

8.4.46
应力消除  stress relief 

将焊点或元器件上的应力减少到最小的方法。
注：一般是在元器件引线，采用弯曲呈环状线的形式，来达到释放焊接部位之间的应力。 
8.4.47
浴盆曲线  bathtub curve

寿命曲线
电子元器件失效率曲线，其图形特征是两端高，中间低，呈浴盆状, 在使用寿命开始和结束时具有较高的故障率。(见图8-9)
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图8-9 浴盆曲线
8.4.48
静态测试  static test 

无输入信号，直流工作状态下的测试。 

8.4.49
动态测试  dynamic test 

模拟产品在正常工作状态下的特性测试。 

8.4.50
静态在线测试  static in-circuit test 

印制电路板组装后，在印制电路板组装件上直接检查元器件装联正确性的测试。  

8.4.51
动态功能测试  dynamic function test 

用印制电路板组装件的模拟输入信号，测试印制电路板组装件逻辑功能正确性的测试。 

8.4.52 

返修  repair 

不改变印制电路板组装件原有的技术状态，更换元器件及其相关的连接部分，固定起翘的焊盘及其隆起的印制导线等。

8.4.53 

返工  rework 

对装联后或装联过程中出现有缺陷的焊点，采用规范的操作方法，使缺陷符合工艺要求。 
8.5  半导体封装 

8.5.1 
半导体  semi-conductor 

电阻率介于导体和绝缘体之间的一种固体材料，如硅。

8.5.2
晶圆  wafer 

用作基底材料的半导体单晶薄片。（见图8-10） 

8.5.3
芯片  chip；die
一种半导体基片上形成集成电路功能而尚裸露的元器件，也即未封装的集成电路。（见图8-10）   

8.5.4
切片  dicing 

将半导体晶圆分割成单个芯片。

8.5.5
封装  package 

裸露的元器件施以外壳，用以保护其内部元器件，并为实现与其它电路的连接提供接线端子。（见图8-10）   
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图8-10  IC制造简要过程
8.5.6 

载体  carrier 

直接承装零件的容器，例如盘子、管子、卷带或卷轴。
8.5.7 

塑料器件  plastic device 

其封装或密封材料为塑料的半导体元器件。 

8.5.8
单列直插式封装  single-inline package；SIP
引脚从封装一个侧面引出，排列成一条直线，具有一排笔直的插针或金属引线的元器件封装。 

8.5.9 

双列直插式封装  dual-inline package；DIP
基本上为矩形的元器件封装，从元器件本体两长边各伸出一列引线，并与本体底部的面垂直。（见图8-11）
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图8-11 双列直插式器件
8.5.10 

小外形晶体管  small outline transistor；SOT
采用小外形封装结构的晶体管。

8.5.11
小外形封装  small outline package；SOP
两侧具有翼形或J形短引线的小形模压塑料封装。（见图8-12）  
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图8-12 小外形封装器件
8.5.12 

针栅阵列  pin grid array；PGA
具有与封装平面垂直的针状引线，从封装体底部伸出呈栅格状排列的方形或矩形元器件封装。
8.5.13

 陶瓷针栅阵列  ceramic pin grid array；CPGA
一种由陶瓷材料制成并用金属密封的针栅阵列封装。
8.5.14 

扁平封装  flat package 

每排引线分别从本体的两个较长边伸出并平行于本体基底的矩形元器件封装。  

8.5.15
四侧扁平封装  quad flat package；QFP
其引线从四侧伸出的方形扁平封装。（见图8-13）  
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图8-13 四侧扁平封装器件
8.5.16
盘栅阵列  land grid array；LGA
位于封装体底部的盘形引出端按网格图形排列的方形封装。  
8.5.17
球栅阵列  ball grid array；BGA
在封装底部引出端焊料球形成互连的表面安装封装。（见图8-14）
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图8-14  BGA封装形式
8.5.18
塑封球栅阵列  plastic ball grid array；PBGA
采用聚合物基保护壳体，由焊锡球以阵列形式位于封装底部实现外接互连的封装。  
8.5.19
柱栅阵列  column grid array；CGA
一种类似针栅阵列的封装技术，其器件的外连接象导线阵列那样排列在封装基体上，不同的是， 柱栅阵列是用小柱形的焊料与导电焊盘相连接。（见图8-15） 
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图8-15 针栅阵列封装形式 
8.5.20 

多芯片模块  multichip module package；MCM
将多块芯片高密度安装在同一载板上构成一个完整的部件。

8.5.21
芯片尺寸封装  chip scale package；CSP
采取芯片与载板直接连接，封装后尺寸与芯片尺寸差不多的高密度封装。

8.5.22
晶圆级封装  wafer level packaging；WLP
直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再进行切到制作单颗组件。
8.5.23
系统级封装  system in package；SiP
将一个系统或子系统的全部或大部分电子功能配置在整合型载板内，不仅可以组装多个芯片，还可以添加少量的外部元件作为一个完整的功能单位组合在一个封装体。（见图8-16）
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图8-16  系统封装剖面
8.5.24 
封装天线  antenna in package；AiP
基于封装材料与工艺将天线与芯片集成在封装内的一种系统级封装技术。
8.5.25
板上芯片封装  chip on board；COB
以线焊、带式自动焊、芯片倒装焊为基础技术，不采用常规 SMT工艺，将未经封装的芯片直接安装在印制板上。  

8.5.26
膜上芯片封装  chip on film ；chip on flex；COF
为芯片贴合于柔性基板上的封装。
8.5.27
玻璃上芯片封装  chip on glass；COG
直接通过各向异性导电胶(ACF)将IC封装在玻璃上，实现IC导电凸点与玻璃上的ITO透明导电焊盘互连封装在一起。
8.5.28
倒装芯片  flip-chip；FC
一种无引线结构，通过把芯片上金属凸点（焊球）与载板上的电极区进行焊接实现电气上和机械上连接安装。（见图8-17）  
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图8-17  BGA 倒装芯片封装
8.5.29
线接合  wire bond；WB 
线键合 
一种利用热、压力、超声波能量使金属细线在芯片引出端与载板之间实现电气连接。（见图8-18）  
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图8-18  BGA 键合芯片封装
8.5.30
面接合  face bonding 
面键合
使芯片面向基板而实现芯片与基板的接合。  

8.5.31
各向异性导电胶膜接合  anisotropic conductive film (ACF) bonding

采用各向异性导电胶膜(ACF)贴合于 IC 的凸块与基板线路之间实现方向性电气导通。
8.5.32
带式自动接合  tape automated bonding；TAB
将集成电路芯片直接安装到带式细节距引线框架实现互连。（见图8-19）
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图8-19 带式自动接合
8.5.33
焊球  solder ball   
为便于进行下一级互连焊接，在封装结构底部上使用的一种凸起的可焊锡合金球。 
8.5.34
凸点  bump 

在器件或基板焊盘上形成的小凸起，用作倒装的接触点，是对器件端接区提供电气连接的方法。   

8.5.35
翼型引线  gull wing leads 

表面安装元器件引线从本体中心线水平向外延伸，然后垂直向下弯曲再向外弯曲，形成翼形（鸥翼形）引线。  

8.5.36 

J型引线  J-leads 

表面安装元器件引线从靠近封装本体的Z轴中心线向外伸出再向下延伸，然后再向封装体底部折回，形成 “J”字型引线。  

8.5.37 

矩形引线  rectangular leads 

截面为矩形的引线或引腿形状。
9  管理及其它术语
9.1  生产与技术管理
9.1.1

生产计划  program of production；production schedule

企业对生产任务做出统筹安排，具体拟定生产产品的品种、数量、质量和进度的计划。
9.1.2
即时管理  just in time；JIT
使库存量保持最少的生产控制技术，在产品开始生产之前，才将其所需的零部件和材料送至制造车间。
9.1.3
精益生产  lean production 

通过系统结构、人员组织、运行方式等方面的变革，使生产系统适应用户需求变化，使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到综合相对最好结果的一种生产管理方式。
9.1.4
批量  lot size

连续不间断制程中生产的产品的集合。

9.1.5
试生产批  pilot lot

为了取得信息和经验，在常规正式生产序列前制造出来的少量产品。
9.1.6
规范性文件  normative document

为各种活动或其结果提供规则、指南或特性的文件。
9.1.7
在制板文件  panel drawing

显示含有与制作印制板有关的生产图形及制品的生产底版的文件。

9.1.8

作业流程单  work flow sheet
工艺流程卡  process flow card
针对产品制定数量、材料和生产工序等要求，并记录过程的单据。

9.1.9

生产指示  manufacturing instructions；MI
根据产品性能特点，做出生产加工中有特别要求的指示。
9.1.10

交期  delivery time  
从订单下达日开始至交付日之间的时间长短。
9.1.11
标准工时  standard time

在一定生产条件下，生产单位合格产品或完成一道工序的时间消耗标准。
9.1.12
标准产能  standard output

单位工作时间内生产的合格产品的数量标准或完成的工作量标准。
9.1.13
准交率  quasi-delivery rate

单位周期内，准时交付的订单数与订单总数的比值。

9.1.14
材料利用率  overall material utility rate

产品的净质量（面积）占其材料消耗工艺定额的百分数，或是产出成品面积与投入基材面积之百分比。
9.1.15
操作规范  operation specification

工艺规程  process specification

一定生产设备和工艺方法下生产相应产品所规定的作业步骤，操作员必须遵守的标准。
9.1.16

过程控制  process control

保持生产过程稳定，必要时调整操作方法减小过程或产品波动，以符合或超越质量和性能要求。
9.1.17
产能平衡  line balancing

对生产的全部工序进行平均化，调整作业负荷，以使各作业时间尽可能相近的技术手段与方法。
9.1.18
半成品  semi-finished products

已经过一定生产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品。
9.1.19
在制品  work in product

在加工制造过程中的产品。
9.1.20
首件  first article

在启动批量生产时首先制造出的产品，以确认所采用的制造工艺与设备是否能制造出满足所适用的终端产品要求。
9.1.21
看板  kanban

在生产现场设备的生产情况告示板（屏），为生产计划与控制信号传递工具。

9.1.22

5S管理  5S management
日文整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)和素养(Shitsuke)这5个词读音的缩写。指在生产现场对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理。
注：在5S管理的基础上，增加节约（Saving ）、安全（safety）的管理内容就称7S管理。

9.2  质量管理
9.2.1 
质量管理  quality management

确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进来使其实现的所有管理职能的全部活动。
9.2.2
质量要求  quality requirement

对产品需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的规定要求，以使其实现并进行考核。

9.2.3
质量成本  quality cost
为符合规定要求，用于建立、控制和评价质量及失效后果所需付出的费用。
9.2.4
质量特性  quality characteristic

与要求有关的、客体的固有特性。
9.2.5
质量信息管理  management of quality information

对质量信息进行采集，传递，反馈，统计，分析，处理和归档的方法。

9.2.6
预防措施  preventive action

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

9.2.7
纠正措施  corrective action

为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。

9.2.8
产品标准  product standard

规定产品需要满足的要求以保证其适用性的标准。
9.2.9
设计评审  design review

对设计所作的正式的和独立的检查，用于找出并纠正在需求和设计中可能影响诸如可靠性、维修性、维修保障性要求以及与设计目标一致性方面的不足，并确认可能的设计改进。
9.2.10
关键工序  critical process

在生产过程中需要重点进行质量控制的工序，且随着过程的进行，关键工序的设置不是永久不变的。
9.2.11
特殊工序  special process

难以准确评定其质量的关键工序（9.2.10）。
9.2.12
确认  validation

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

9.2.13
报废  scrap

为避免不合格产品或服务不能满足原有的预期使用，而对其采取的措施。
9.2.14
放行  release

对进入一个过程的下一阶段或下一过程的许可。

9.2.15
让步  concession

对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。
9.2.16

降级  regrade

为使不合格产品或服务符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

9.2.17
劣化  degradation

产品的性能特征降低或服务寿命的减少。

9.2.18

制造故障  manufacturing fault

由于产品未按设计或规定的工艺制造而引起的故障。
9.2.19

失效分析  failure analysis

为确定和分析失效机理、失效原因及失效后果对失效的产品所作的逻辑的、系统的检查。
9.2.20

直通率  first-pass yield

在所需外部资源得到保障的情况下，一批或一组成品一次就通过了要求功能的所有测试而无需任何返工的产品数量的统计平均值，以百分数表示。
9.2.21
最终检验  final inspection

产品交付给顾客之前， 根据标准、规范或设计图纸对其质量性能的评价。
9.2.22
样品鉴定  sample qualification

用预先给定的一组参数生产一个产品或一组产品， 将其作为体现制造能力的样本所进行的评估。 

9.2.23
防呆  anti-proof
防错  error proofing

    一种预防矫正的行为约束手段，为防止不合格品的制造，而进行的产品和制造过程的设计和开发。
9.3　 统计技术
9.3.1
统计方法  statistical methods

收集、分析和解释带随机性波动数据的方法。
9.3.2

统计过程控制  statistical process control；SPC
着重于用统计方法减少过程变异、增进对过程们认识，使过程以所期望的方式运行的活动。
[GB/T 3358.2-2009,2.1.8]
9.3.3

统计假设  statistical hypothesis

对被抽样的总体所作的假设。
9.3.4

统计质量控制  statistical quality control；SQC
为证明并确保最终产品符合要求所采用的统计技术。
9.3.5
因果图  cause-and-affect diagram

鱼骨图  fishbone chart
针对某个问题， 采用鱼刺形状的图解方法列出各项影响因素进行描述，以分析过程变异的潜在原因。（见图9-1）
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图9-1 因果图例
9.3.6
直方图  histogram

按数据范围设置若干等间距的数据组，以数据组间距为底和每个数据组点数或频数为高，来绘制长方形代表数据值而得到的图形。（见图9-2）
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图9-2 直方图例

9.3.7

正态分布  normal distribution
一种连续型随机变量的概率分布曲线，用于估计频数分布。图形设有上、下控制值和中心值，图形的形状是中间高两边低 ，一条位于x 轴上方的钟形曲线。（见图9-3）
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图9-3 正态分布图例
9.3.8

排列图  Pareto diagram；Pareto chart
柏累托图

由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图。它按主次因素排列可直接找出影响产品质量主要因素。（见图9-4）
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图9-4 排列图例

9.3.9

分层法  stratification method
在进行质量因素分析时，将收集来的数据按采集时间、场合、设备等不同情况加以分类，分别加以研究。
9.3.10

相关图  correlation diagram
散布图
用来反映两个因素变量之间相关关系的图，将两个因素变量有关的数据成对地以点子形式描在直角坐标图上，以观察与分析两种因素之间的关系。（见图9-5）
注：两个变量之间存在的相关性有正相关、负相关与不相关。
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图9-5 相关图例

9.3.11

控制图  control chart
管制图
根据数理统计原理分析和判断工序是否处于稳定状态所使用的、带有控制界限的一种质量管理图表。（见图9-6）
注：图上有三条平行于横轴的直线:中心线(CL)、上控制线(UCL)和下控制线(LCL)，有按顺序抽取的样本统计量数值的描点连线，表示过程趋势。
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图9-6  控制图例
9.3.12
计数值  count value
由计件、点数来度量的非连续性的正整数值。
9.3.13

X-R控制图  X-R control chart
X控制图主要用于观察正态分布的均值的变化，R控制图主要用于观察正态分布分散或变异情况的变化，而X-R控制图则将二者联合运用，用于观察正态分布的变化。
注：此图用于控制对象为长度、重量、强度、纯度、时间、收率和生产量等计量值的场合。

9.3.14

P控制图  P control chart
用于控制对象为不合格品率或合格品率、交货延迟率、缺勤率、差错率等计数质量指标的图。

9.3.15

故障树 fault tree

表示产品的哪些组成部分的故障模式或外界事件或它们的组合导致产品的一种给定故障模式的逻辑图。
9.3.16

正交试验法  design of experiment；DOE
正交试验设计  orthogonal experimental design
用"正交表"来安排和分析多因素试验的一种数理统计方法。
注：它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验，是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。日本统计学家田口玄一将正交试验选择的水平组合列成表格，称为正交表。
9.3.17

六西格玛管理  six sigma management；6σ management
运用DMAIC(改善)或DFSS(设计)的过程进行流程的设计和改善，将可能的失误减少到最低限度，从而使企业可以做到质量与效率最高，一种近乎完美的管理策略。

9.3.18
过程能力指数  process capability index；Cpk
工序能力指数
过程能力满足产品质量标准要求的程度，也指工序在一定时间里，处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力。 
9.3.19
样本  sample

由一个或多个抽样单元构成的总体的子集。
[GB/T 3358.2-2009,1.2.17]
9.3.20
随机样本  random sample

以总体中的每个独立个体都有可能被选中的均等机会方式从总体中抽取的一组个体。
9.3.21
抽样检验 sampling inspection

从所考虑的产品集合中抽取若干单位产品进行的检验。
[GB/T 3358.2-2009,4.1.6]]
9.3.22
抽样方案  sampling plan

由所使用的样本量及相对应的批接收准则组成的方案。
9.3.23
检验水平  inspection level

预先设定的，反映样本量和批量关系的与[验收]抽样计划检验量有关的指数。

9.3.24
加严检验  tightened inspection

当预定批数的正常检验结果表明过程质量水平劣于规定的质量水平时，所转移到的比正常检验严格度高的检验。
9.3.25
放宽检验  reduced inspection

当预定批数的正常检验结果表明过程质量水平优于规定的质量水平时，所转移到的比正常检验严格度低的检验。
9.3.26
接收质量限  acceptance quality limit；AQL
总体（批）中可能存在的合同所允许的最多缺陷数，可容忍的最差质量水平。通常与统计抽样方案有关。

9.3.27
拒收数  rejection number

计数抽样检验方案中给定的，不接收该批所要求的样本中不合格或不合格品的最小数目。
9.3.28
批次拒收数量  number of lot rejected
按接受质量水平抽样计划，如果样本中发现的不合格品数量大于或等于该拒收数量，则此批次应当被认为是拒收的。
9.4 物料与设备管理    
9.4.1
原材料  raw materials

能够通过制造加工或合成转化为一种新的有用的产品的物料通称。
9.4.2
物料清单  bill of material；BOM
描述产品所需零部件与材料明细的技术文件。
9.4.3
物料消耗定额  material consumption quota

在一定的生产技术组织条件下，制造单位产品或完成单位生产任务所必需消耗的物料数量标准。
9.4.4
安全库存  safety stock

用于应对不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期等）而准备的缓冲库存。
9.4.5
订货基点  order point

设置的存货水平，如果总的现有库存加上已订货库存量降低到或低于该点，就要采取措施补充存货。订货点通常按补贷提前期内预计使用库存加上安全库存计算。
9.4.6
库存周期  inventory cycle time

库存物料从入库到出库的平均时间。
9.4.7
货物编码  goods coding

以有规则的字符串表示物品的名称、类别及其他属性并进行有序排列的标识代码。 
9.4.8
ABC分类法   ABC classification

将库存物品按照设定的分类标准和要求分为特别重要的库存（A类）、一般重要的库存（B类）和不重要的库存（C类）三个等级，然后针对不同等级分别进行控制的管理办法。
9.4.9
客供物料  customer-provided materials

由客户提供的原材料、中间原料、零部件或产品。
9.4.10
呆滞料  sluggish materials

从最后移动日至盘查时超过指定日期未流动的物料。
9.4.11
库存周转天数  inventory turnover days
    物品从取得存货开始，至消耗或销售为止所经历的天数。
9.4.12
生产设备  production equipment

在工业企业中直接用于生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括加工、动力及传输设备等。
9.4.13
流水线设备  flow-line equipment

企业组成自动或半自动连续生产线的机器设备及运输装置的统称。

9.4.14

动力设备  power equipment
将各种潜在能源予以转化，传导和调整的设备。在企业生产过程中，能把能源转化为动力，如把电能转化为机械能的机器体系。
9.4.15
设备操作规程  operation specification of equipment

对操作工人正确掌握设备操作的技术性规范，其内容包括设备操作程序和运行工艺参数，及检查、维护等要求。

9.4.16
点检  checking

职责人员按照管理规定对设备装置进行定期或不定期的观测、检查、记录等。

9.4.17
设备检修计划  equipment maintenance plan；EMP
消除设备技术状况劣化的一项设备管理工作计划。制定检修计划时，应根据设备的实际负荷开动状况，来安排检修日期和确定检修时间。
9.4.18
三级保养制  three-level service system

专业管理维修与群管群修相结合的一种设备维修制度。
注：三级保养的具体内容包括日常维护保养（通称为例保），一级保养（简称一保）和二级保养（简称二保）。
9.4.19
无故障运行时间  mean time to failure；MTTF
设备修复前平均时间。
9.4.20
故障停机时间  breakdown time

从设备发生故障停机开始，至故障被排除后投入生产为止的停机时间。
9.5 数字化与智能制造  
9.5.1
物联网  internet of things；IoT
通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。
9.5.2
局域网  local area network；LAN
在一个局部的地理范围内，将各种计算机，外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网。
9.5.3
工业自动化用无线网路  wireless networks for industrial automation；WIA
用于工业过程测量、监视与控制的无线网络系统。
9.5.4  
工程自动化用乙太网  ethernet for plant automation；EPA
Ethernet、TCP/IP等商用计算机通信领域的主流技术直接应用于工业控制现场设备间的通信，并在此基础上，建立的应用于工业现场设备间通信的开放网络通信平台。

9.5.5
智能制造系统  intelligent manufacturing system；IMS
采用人工智能、智能制造设备、测控技术和分布自治技术等各学科的先进技术和方法，实现从产品设计到销售整个生产过程的自律化。

9.5.6
系统层级  system hierarchy

包括设备层、控制层、车间层、企业层和协同层，共五层。
注：智能制造的系统层级体现了装备的智能化和互联网协议(IP)化，以及网络的扁平化趋势。
9.5.7
网络层  network layer

实现网络拓扑控制、数据路由，以及设备的数据传送和应用的通信服务手段的层，位于媒体访问控制子层之上。
9.5.8
应用层  application layer

向传感器网络用户提供各类应用及服务手段的层，位于网络层之上。
9.5.9
计算机集成制造系统  computer integrated manufacturing systems；CIMS
通过计算机软硬件，并综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术，将企业生产全部过程中有关人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行的大系统。

9.5.10
智能数据库  intelligent database

一种不仅具有数据库的功能，可以提供强大的数据支持，还具有人工智能的思想，可以用知识形式表示满足设计工作不断发展需要的数据库。
9.5.11
数据服务  data service

提供数据采集、数据传输、数据存储、数据处理（包括计算、分析、可视化等）、数据交换、数据销毁等数据生存形态演变的一种网络信息服务。
9.5.12
电子数据交换  electronic data interchange；EDI
采用标准化的格式，利用计算机网络进行业务数据的传输和处理。
9.5.13   
企业全面集成  total enterprise integration    

实现企业信息化的一个重要手段。主要是指建立企业内部各生产和经营环节之间的计算机通信网络系统及相应的分布式数据库管理系统，实现企业的全面集成。

9.5.14  
机台自动化程序  equipment automatic program；EAP

设备的制程质量控制程序。

注：每一批产品生产会经由EAP作确认动作，用来控制物料与机台操作；一但发现异常情况时，就会自动停机，以防止错误的操作以及整批产品报废等情形；EAP一般会与MES做信息整合。
9.5.15
企业资源计划  enterprise resource planning；ERP
包括财务和生产相关业务过程的综合管理企业信息系统。用于监测和控制过程等不同的战略规划、生产、分销、工单处理和库存管理。
9.5.16
物资需求计划  material requirement planning；MRP
根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生产进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
9.5.17
制造资源计划  manufacturing resources planning；MRPⅡ
制造过程中在给定的时间内对各要素的需求进行计算和预测的管理计划。

注：为了和物料需要计划MRP相区别，记为MRPⅡ
9.5.18
 制造执行系统  manufacturing execution system；MES
 生产活动管理系统，该系统能启动、指导、响应并向生产管理人员报告在线、实时生产活动的情况，辅助执行制造订单的活动。
9.5.19
 客户关系管理  customer relationship management；CRM
 用计算机自动分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
9.5.20
供应链管理  supply chain management；SCM
计划、组织和控制从最初原材料到最终产品及其消费的整个业务流程，对供应链过程中涉及的跨部门、跨企业、跨产业、跨地域运作的物流、信息流、资金流进行整体规划设计与运作管理的活动。

9.5.21
仓库管理系统  warehouse management system；WMS
为提高仓储作业和仓储管理活动的效率，对仓库实施全面地系统化管理的计算机信息系统。
9.5.22
柔性制造技术  flexible manufacturing technology；FMT
采用计算机技术、电子技术、系统工程理论和现代管理科学与方法，能快速响应市场需求在制造任务中可弹性地有效地进行数控制造单元调整的自动化制造技术。
9.5.23  
柔性制造单元  flexible manufacturing cell；FMC
一种自动化生产系统，通常由数控机床和机器人组成。使用这种生产系统在制造多种产品时能有更多的吞吐量(生产量),更快的更换和调整能力等。

9.5.24
现场总线控制系统  fieldbus control system；FCS
用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。
9.5.25  
监控与数据采集系统  supervisory control and data acquisition；SCADA    
以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制。
9.5.26  
分布式制造系统  distributed manufacturing system；DMS
由分散在计算机网络上的若干个结点所组成。每个结点具有制造系统中的某一项(或几项)功能，这些结点之间通过密切的协调与合作，可以共同完成一个制造过程。

9.5.27
工作流程管理系统  workflow management system；WFMS
运行在一个或多个工作流引擎上，用于定义、实现和管理工作流运行的一套软件系统。
9.5.28
数据交换接口  data exchange interface；DEI
在异步转移模式中传送数据时，数据终端设备与网络所提供的数据业务单元之间的接口。
9.5.29
应用程序接口  application program interface；API
应用软件与应用平台之间的接口，提供跨接的所有服务。
9.5.30
交互  interaction

人与人、人与设备、设备与设备间的双向信息交换。
9.5.31
人机交互 human-computer interaction；HCI
人与计算机之间使用某种对话语言,以一定的交互方式,为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。
9.5.32
自动识别  automatic identification

智能传感器在物联网应能自动识别自身在网络中的位置、外部设备发出的指令和信号以及网络中的其他信息。
9.5.33
模块化  modularization

通过其他通用独立单元按照一定的规则相互联系而构成更加复杂的产品，并使模块之间通过标准接口进行信息沟通的动态整合过程。
9.5.34
模块化设计  modular design

根据客户群需求，通过功能分析划分、设计和生产具有特定功能的模块，再由模块的组合开发单个产品或系列产品的设计方法。
9.5.35
可编程逻辑控制器  programmable logic controller；PLC
专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置，是工业控制的核心部分。
9.5.36
可编程自动控制器  programmable automation controller；PAC
控制引擎的集中，涵盖PLC用户的多种需要，以及制造业厂商对信息的需求，其性能是基于其轻便控制引擎，标准、通用、开放的实时操作系统，嵌入式硬件系统设计以及背板总线。
9.5.37
自动导引运输车  automated guided vehicle；AGV
装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车,属于轮式移动机器人的范畴。
9.5.38   
有轨制导车辆  rail guided vehicle；RGV
用于各类高密度储存方式的仓库，在操作时无需叉车驶入巷道，小车在巷道中的快速运行，有效提高仓库的运行效率。

9.5.39
通讯协议  communication protocol

通信双方对数据传送控制的一种约定。
9.5.40
互联网协议  internet protocol；IP
一种协议或一组规则，用于路由和寻址数据包，以便它们可以跨网络传播并到达正确的目的地。
9.5.41
互联工厂数据交换  connected factory exchange ；CFX
一种为智能工厂奠定基础的信息传递格式，为机器之间的沟通提供接口。它是一种用于电子产品制造或其他领域的标准化信息传递格式。
9.5.42
数据安全  data security

传感器网络数据处理和传输过程中的有效性，包括保密性和数据完整性。
9.5.43
密钥管理  key management

根据安全策略，实施并运用对密钥材料进行产生、登记、鉴别、注销、分发、安装、存储、归档、衍生、销毁和恢复的服务。
--------------------------------- 
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A 
AC     alternating current   交流电   4.7.2
ACF    anisotropic conductive film  各向异性导电膜   5.1.52
AGV    automated guided vehicle   自动导引运输车   9.5.37 
AiP    antenna in package   封装天线   8.5.24
AOI    automatic optical inspection   自动光学检查   6.12.2
API    application program interface  应用程序接口  9.5.29
AQL    acceptance quality limit   接收质量限   9.3.26
AR     aspect ratio(hole)   厚径比(孔)   4.6.22
ATCT   accelerated thermal cycles test   加速热循环测试   7.6.20
AVI    automatic visual inspection   自动外观检查    6.12.31 
B 
BGA     ball grid array   球栅阵列   8.5.17 
BMI     bismaleimide     双马来酰亚胺   5.5.18
BOD     biochemical oxygen demand   生化需氧量   6.14.25
BOM     bill of material    物料清单    9.4.2
BT      bismaleimide-triazine resin   双马来酰亚胺三嗪树脂   5.5.17
BUPB    build up printed  board    积层印制板   3.2.21
C 
CAD     computer-aided design    计算机辅助设计   4.1.3 
CAF     conductive anodic filament    导电阳极丝   7.5.6
CAM     computer-aided manufacturing    计算机辅助制造   4.1.6
CapDS   capability detail specification     能力详细规范   4.2.18
CCL     copper-clad laminate     覆铜箔层压板   5.1.6
CE      cyanate resin    氰酸酯树脂    5.5.14
CFX     connected factory exchange    互联工厂数据交换   9.5.41
CGA     column grid array     柱栅阵列    8.5.19 
CIMS    computer integrated manufacturing systems   计算机集成制造系统   9.5.9
COB     chip on board    板上芯片封装    8.5.25
COD     chemical oxygen demand    化学需氧量    6.14.24
COF     chip on film , chip on flex  膜上芯片封装    8.5.26
COG    chip on glass    玻璃上芯片封装    8.5.27
CPGA    ceramic pin grid array    陶瓷针栅阵列    8.5.13
Cpk     process capability index  过程能力指数，工序能力指数   9.3.18
CRM     customer relationship management   客户关系管理    9.5.19
CSP     chip scale package    芯片尺寸封装    8.5.21
CTE     coefficient of thermal expansion     热膨胀系数    4.9.4
CTI     comparative tracking index   相比起痕指数    5.7.38
CVD     chemical vapor deposition     化学气相沉积法    5.3.25
CVS     cyclic voltametric stripping      循环伏安溶出法    6.10.76
D 
DC      direct current     直流电    4.7.1 
DEI     data exchange interface    数据交换接口   9.5.28
DES     development etching stripping line    显影蚀刻去膜线  6.5.24
Df      dielectric dissipation factor   介质损耗因数   5.7.34
DFA     design for assembly    可装配性设计    4.1.10 
DFC     design for cost   经济性设计    4.1.12
DFG     design for green   绿色设计    4.1.13 
DFM     design for manufacturing     可制造性设计    4.1.8
DFR     design for reliability     可靠性设计    4.1.11
DFT     design for test      可测试性设计    4.1.9
DFX     design for excellence    卓越设计   4.1.7 
DI      direct imaging     直接成像    6.3.12

DICY    dicyandiamide    双氰胺    5.5.26
DIP     dual-inline package   双列直插式封装    8.5.9
Dk      dielectric constant     介电常数    5.7.33
DMA     dynamic mechanical analysis    动态力学分析    5.7.68
DMS     distributed manufacturing system     分布式制造系统    9.6.26
DOE     design of experiment    正交试验法    9.3.16
DRC     design-rule checking    设计规则检查    4.1.22
DS      detailed specification     详细规范    4.2.17
DSC     differential scanning caborimetry    差示扫描量热法   5.7.66
DSB     double sided printed board    双面印制板   3.2.10
DTF     doubled-treated foil     双面处理箔    5.4.8
E  
EAP     equipment automatic program     机台自动化程序    9.5.14
ECAD    electronic computer-aided design  计算机辅助电气设计   4.1.5
EDA     electronic design automation     电子设计自动化    4.1.1 
EDI     electronic data interchange    电子数据交换   9.5.12
EDPB    embedded device printed board   埋置元件印制板  3.2.32 
Ef      etch factor       蚀刻因子  6.5.11
EMC     electromagnetic compatibility     电磁兼容性    4.7.30
EMI     electromagnetic interference     电磁干扰   4.7.29
EMP     equipment maintenance plan    设备检修计划   9.4.17
EMPB    embedded metal block printed board  埋嵌金属块印制板   3.2.33 
ENEPIG  electroless nickel electroless palladium and immersion gold 
化学镀镍镀钯浸金  6.11.8
ENIG    electroless nickel and immersion gold    化学镀镍浸金   6.11.7
EOPCB   optical-electric printed circuit board    光电印制电路板  3.2.52
EP      epoxy resin     环氧树脂    5.5.7
EPA     ethernet for plant automation   工程自动化用乙太网    9.5.4
EPIG    electroless palladium and immersion gold    化学镀钯浸金  6.11.9
ERP     enterprise resource planning    企业资源计划   9.5.15
ESF     electromagnetic shielding film    电磁屏蔽膜    5.1.53
ET      electrical test   电气测试   6.12.13 
F  
FC     flip-chip    倒装芯片    8.5.28
FCCL   flexible copper clad laminate     挠性覆铜板    5.1.24
FCS    field bus control system    现场总线控制系统   9.5.24
FFC    flexible flat cable     挠性扁平电缆    3.2.38
FHE    flexible hybrid electronics     挠性混合电子   3.1.8
FMC    flexible manufacturing cell    柔性制造单元    9.5.23
FMT    flexible manufacturing technology    柔性制造技术   9.5.22
FPB    flexible printed board     挠性印制板   3.2.7
H  
HASL    hot air solder leveling   热风整平焊锡    6.11.2 
HAST    highly accelerated stress test   高加速应力测试   7.6.21
HCI     human-computer interaction    人机交互   9.5.31
HCPB    heavy copper printed board    厚铜印制板    3.2.31
HDIPB   high density interconnection PB   高密度互连印制板   3.2.20
HoP     head on pillow   枕头效应   8.4.16
HSPB    high speed printed circuit boards   高速印制板  3.2.30
HTCC    high-temperature co-fired ceramic     高温共烧陶瓷    5.3.21
I  
IC     integrated circuit    集成电路    8.1.7 
IJP    ink jet printing     喷墨印刷    6.6.4 
ImAg   immersion silver  浸银   6.11.11
IMC    inter metallic compound     金属化间合物    8.4.39
IMS    intelligent manufacturing system    智能制造系统    9.5.5 
ImSn   immersion tin  浸锡   6.11.10
IoT    internet of things     物联网    9.5.1 
IP     internet protocol   互联网协议    9.5.40
J   
JIT    just in time     即时管理    9.1.2 （JIT）
L  
LAN     local area network    局域网    9.5.2 
LCP     liquid crystal polymer    液晶聚合物    5.5.22 
LCP-FCCL  liquid crystal polymer flexible copper clad laminate  
液晶聚合物挠性覆铜板  5.1.30 
LDI     laser direct imaging    激光直接成像    6.3.13
LF-HASL  lead-free hot air solder leveling  无铅热风整平焊锡    6.11.3
LF-Pp    low-flow prepreg    低流动度预浸材料    5.1.40
LGA     land grid array    盘栅阵列    8.5.16
LTCC    low-temperature co-fired ceramic    低温共烧陶瓷   5.3.20
M  
MBPB    metal base printed circuit board  金属基印制板   3.2.17
MCAD     mechanical computer-aided design   计算机辅助机械设计   4.1.4 
MCM      multichip module package    多芯片模块    8.5.20
MCPB    metal core printed circuit board    金属芯印制板   3.2.18
MEP      modified epoxy resin    改性环氧树脂    5.5.10
MES    manufacturing execution system    制造执行系统    9.5.18
MI     manufacturing instructions    生产指示   9.1.9
MLB    multilayer printed board      多层印制板    3.2.11
MOT    maximum operating temperature     最高操作温度   4.9.21
MRP    material requirement planning    物资需求计划    9.5.16
MRPⅡ  manufacturing resources planning     制造资源计划   9.5.17
mSAP   modified semi-additive process     改进型半加成法    6.1.5
MTTF   mean time to failure    无故障运行时间    9.4.19
N
NSDMP  non solder mask defined pad  非阻焊限定连接盘  4.5.16 
O  
OSP    organic solderability preservative     有机可焊保护层   6.11.5
P  
PAC    programmable automation controller    可编程自动控制器   9.5.36
PB     printed board  印制板  3.2.3
PBGA   plastic  ball grid array     塑封球栅阵列    8.5.18
PCB    printed circuit board    印制电路板   3.2.1  
PCT    pressure cooker test    压力锅试验    7.6.13
PEC    printable electronic circuit    印制电子电路    3.1.6
PEN    polyethylene naphthalate two formic acid glycol ester  
聚萘二甲酸乙二醇酯  5.5.21 
PEN-FCCL  polyethylene napthalate flexible copper clad laminate 
 聚萘二甲酸乙二酯挠性覆铜板  5.1.29
PET    polyester resin  聚酯树脂   5.5.16
PET-FCCL  polyester flexible copper clad laminate  聚酯挠性覆铜板  5.1.28
PGA    pin grid array    针栅阵列    8.5.12
PI     polyimide resin    聚酰亚胺树脂    5.5.15
PI     power integrity    电源完整性   4.7.22  
PI-FCCL polyimide flexible copper clad laminate  聚酰亚胺挠性覆铜板  5.1.27
PLC    programmable logic controller   可编程逻辑控制器    9.5.35
POFV   plating over filled via     填孔覆盖电镀    6.10.68
Pp     prepreg     预浸材料   5.1.38
PPE    polypheylene ether    聚苯醚    5.5.20
PPO    polyphenylene oxide    聚苯醚    5.5.20
PPRP   periodic pulse reverse plating    周期脉冲反向电镀    6.10.9 
PTFE   poly tetra fluoroethylene     聚四氟乙烯    5.5.19 
PTF-FPB  polymer thick film flex printed board  聚合厚膜挠性印制板  3.2.41

PTH    plated through hole    镀覆孔   4.6.9
PWB    printed wiring board    印制线路板   3.2.2
Q  
QFP     quad flat package   四侧扁平封装    8.5.15
R  
RAIG     reduction-assisted immersion gold    还原辅助浸金   6.11.12
RCC      resin coated copper foil    涂树脂铜箔    5.1.41 
RF       radio frequency     射频   4.7.17 
RH       relative humidity   相对湿度   6.14.6
RGV      rail guided vehicle    有轨制导车辆    9.5.38
RPB      rigid printed board     刚性印制板   3.2.6
R-FPB    rigid-flex printed board  刚挠结合印制板  3.2.8
RTF      reverse-treated foil  反向处理箔，反转箔   5.4.9
RTI      relative thermal index    相对热指数   5.7.42
RtR      roll to roll process     成卷式加工    6.1.12
S  
SAP     semi-additive process    半加成法   6.1.4 
SCADA   supervisory control and data acquisition   监控与数据采集系统  9.6.25
SCM     supply chain management    供应链管理   9.5.20
SDMP    solder mask defined pad   阻焊限定连接盘  4.5.17
SES     stripping etching stripping line   去膜蚀刻退锡线   6.5.25
SFM     surface feet per minute   表面切削速度  6.8.28
SI      signal integrity     信号完整性   4.7.21
SIP     single-inline package    单列直插式封装    8.5.8
SiP     system in package    系统级封装   8.5.23
SLP     substrate like PCB    类载板   3.2.25 
SM      solder mask   阻焊剂   6.6.1 
SMD     surface mount device     表面安装器件   8.1.21
SMDP    solder mask defined pad   阻焊限定连接盘  4.5.17
SMOBC   solder mask on bare copper    裸铜覆阻焊工艺   6.1.10
SMT     surface mount technology     表面安装技术   8.2.4
SOP     small outline package    小外形封装   8.5.11
SOT     small outline transistor    小外形晶体管   8.5.10
SPC     statistical process control     统计过程控制    9.3.2 
SQC     statistical quality control    统计质量控制   9.3.4 
SR      solder resist   阻焊剂   6.6.1 
SSB     single sided printed board    单面印制板   3.2.9
StS     sheet to sheet process     逐片式加工   6.1.11
T  
TAB     tape automated bonding     带式自动接合   8.5.32
TBBPA   tetrabromobisphenol A    四溴双酚A   5.5.30
TCDf    thermal coefficient of loss tangent   介质损耗角正切热变系数   5.7.36
TCDk    thermal coefficient of the dielectric constant  介电常数热变系数   5.7.35
Td      thermal decomposition    热分解温度   5.7.40
Tg      glass transition temperature    玻璃化温度   5.7.39 
THT     through hole mount technology    通孔安装技术   8.2.3
TMA     thermal mechanical analysis    热机械分析   5.7.67
TP      throwing power    分散能力    6.10.77
V  
VeCS PCB  vertical conductive structures PCB  垂直导电结构印制电路板  3.2.51
VCP    vertical continuous plating line    垂直连续电镀线   6.10.16
W  
WB     wire bond   线接合；线键合   8.5.29
WFMS   workflow management system     工作流程管理系统    9.6.27
WIA    wireless networks for industrial automation 工业自动化用无线网路  9.5.3
WLP    wafer level packaging    晶圆级封装   8.5.22
WMS    warehouse management system    仓库管理系统   9.5.21
3DPCB  3D printed circuit board   三维印制电路板  3.2.49 
----------------------------------------
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A
安全标志
9.5.7

安全检测标记
7.1.4

安全库存
9.4.16

安全设施
6.14.11
安全生产
9.1.34

安全提前期
9.4.31

安装孔
4.6.5

氨氮
6.14.30
按定单生产
9.1.5

暗室
6.14.2

凹痕
7.2.12

凹腔印制电路板
3.2.31

凹蚀
6.10.62

凹蚀死角
6.10.64
B
靶 (溅射)
5.3.27
白斑
5.7.9
白点
7.2.19

白度(层压板)
5.7.18
白度(纤维纸)
5.6.34
板边毛刺
7.2.8

板边缺口
7.2.9

板厚
4.5.2

板翘测试机
7.3.16

板上芯片封装
8.5.23

版膜
6.4.11

半成品
9.1.27

半导体
8.5.1

半加成法
6.1.4

半挠性印制电路板
3.2.34
半水清洗
8.2.63

包覆镀铜层
6.6.15

包装
6.13.19

包装材料
6.13.22

包装件
6.13.20

包装容器
6.13.23

薄层压板
5.1.10

薄膜电路
3.1.14

薄膜电容覆铜板
5.1.32

薄膜电阻覆铜板
5.1.31

薄膜混合电路
3.1.15

薄膜开关
3.2.38

保管
9.4.24

保护框(条码)
6.13.13

保温区
8.2.28

报废
9.2.23

背板
3.2.12

背光测试
6.10.79

背钻
6.8.36

绷网机
6.4.14

逼真度
6.2.24

边沿区
4.3.13

边缘传输衰减
4.7.40

边缘间距
4.5.12
扁平封装
8.5.13

变压器
8.1.13

标称值
4.4.9

标记
4.3.9

标记图
4.2.12

标记异常
7.2.23

标签机
6.13.16

标志
6.13.1

标准白板
5.7.19

标准板
7.1.29

标准大气
7.1.36

标准工时
9.1.16

表观
5.7.1

表面安装技术
8.2.4

表面安装器件
8.1.22

表面安装无引线元器件
8.1.23

表面安装有引线器件
8.1.24

表面安装元件
8.1.22

表面处理
6.10.56

表面粗糙度（铜箔）
5.4.14

表面粗糙度Ra
5.4.15
表面粗糙度Ry(Rt)
 5.4.17
表面粗糙度Rz
5.4.16
表面电阻
5.7.32

表面电阻率
5.7.33
表面活性剂
6.10.45

表面切削速度
6.8.28

表面缺陷
7.2.5

表面下缺陷
7.2.6

波导管
4.9.31

波峰高度
8.2.36

波峰焊接
8.2.33

波长
4.9.29

玻璃化温度
5.7.44
玻璃上芯片封装
8.5.25

玻璃纤维
5.6.2

玻纤布
5.6.8

玻纤毡（无纺玻纤布）
5.6.9

剥离强度
7.4.8

剥落
7.2.25

箔轮廓
5.4.13

补偿
6.9.22

补强板
4.3.22

捕获连接盘
4.6.28

不饱满焊点
8.4.9

不对称带状线
4.8.19

不符合条件
7.1.26

不连续水膜
6.5.39

不溶性阳极
6.10.27

不润湿
7.6.16

不织布刷辊
6.5.32

布设总图
4.2.6

布线
4.1.18

布线原理图
4.2.5

步进重复
6.2.12

C
材料利用率
9.1.21

采购
9.4.7

采购合同
9.4.12

采购计划
9.4.8

残留物
7.2.27

残膜
6.3.22

残余铜
7.2.18

残桩
4.8.20

仓储
9.4.22

仓库
9.4.21

仓库管理系统
9.6.35

操作规范
9.1.22

操作温度（挠性材料）
5.7.59
侧蚀
6.5.8

测定试验
7.1.23

测量
7.1.33

测量点
7.1.35

测试程序
6.12.10

测试基准
7.1.34

测试夹具
6.12.24

测试间隔时间
6.12.7

测试图形
7.1.31
测试装置
6.12.9

测试自动生成
7.1.44

层
4.3.1

层间电阻
7.5.5

层间间距
4.5.11
层间绝缘电阻
7.5.5

层间重合度
7.3.14

层流
6.14.9
层压
5.3.8

层压板
5.1.3

层压板面
5.2.9
层压模板
5.3.13
叉位孔
4.6.13

插焊
8.2.48

插入损耗
4.7.42

插头倒角
6.9.17

插装
8.2.5

差分对带状线
4.8.18

差分对微带线
4.8.15

差分蚀刻
6.5.2

差分阻抗
4.7.14

差示扫描量热法
5.7.66

产量定额
9.1.18

产品标准
9.2.17
产品等级
7.1.2

产品技术状态信息
9.1.10

产品码
6.13.6

产品数据管理
9.6.18

超声波清洗
5.3.30

超声波清洗
6.5.29

超声波清洗
8.2.65

超声压焊
8.2.70

沉淀
6.14.34
沉积速率
6.11.12
成卷式加工
6.1.12

成品
9.1.26

成品板
6.1.18

成形加工
6.9.1

持续改进
9.2.16

尺寸极限
4.4.13

尺寸特性
7.3.1

尺寸稳定性
5.7.48

尺寸稳定性
7.3.2

冲裁模
6.9.9

冲击镀
6.10.12

冲孔性
5.7.25

冲切
6.9.6

冲压
6.9.8

抽样
9.3.22

抽样单元
9.3.24

抽样方案
9.3.25

抽样检验
9.3.23

除锡
6.5.21

除油
6.10.59

处理面
5.4.12

处理物转移
5.7.16

触变性
6.4.26

传感器
8.1.35

传输线
4.8.12

传输线耦合
4.7.38

传输延迟
4.7.41

串扰
4.7.33

吹孔
7.2.32

垂直导电结构印制电路板
3.2.47
垂直电镀线
6.10.21

垂直度
5.7.22

垂直切片
3.2.54

垂直切片
7.2.49

垂直燃烧法
7.6.22

磁敏元器件
8.1.34

次表观
5.7.2

次要缺陷
7.1.61

粗糙（外观）
7.2.7

粗糙面
5.4.11

粗化
6.10.60
D
搭焊
8.2.49

搭桥(电气)
6.12.17

打线接合
8.5.27

大气污染
6.14.22
呆滞料
9.4.32

带定位生产底版
6.3.15

带式自动焊接
8.5.30

带载体铜箔
5.4.6

带状线
4.8.16

单波峰焊接
8.2.34

单端带状线
4.8.17

单端微带线
4.8.14

单块板
6.1.13
单列直插式封装
8.5.8

单面覆铜箔层压板
5.1.7

单面印制电路板
3.2.9

单丝
5.6.6

单位产品综合能耗
9.1.20

单向公差
4.4.12

单元板
6.1.14
弹性模量
5.7.28

刀模
6.9.10

导电箔
5.4.1
导电膏
8.3.9

导电膏塞孔
6.6.12

导电膏印制电路板
3.2.42

导电胶
8.3.9

导电图形
4.3.16

导电盐
6.10.40

导电阳极丝
7.5.9

导热
4.9.7

导热系数
4.9.8

导体
4.5.3

导体层
4.3.4

导体层图
4.2.9

导体厚度
4.5.13
导体间距
4.5.8
导体节距
4.4.25

导体宽度
4.5.7
导体缺口
7.2.10

导体设计宽度
4.5.9
导通孔
4.6.7

导通孔保护
4.6.33

导通孔残桩
4.6.21

导线厚度
7.3.8

导线设计间距
4.5.10
倒角
6.9.15

倒圆角
6.9.16

倒装芯片
8.5.26
等离子清洗
5.3.29

等离子体
6.10.58

低流动度预浸材料
5.1.40

低温存储
7.6.9

低温共烧陶瓷
5.3.20
低压压制
5.3.11

滴泪盘
4.6.24

滴涂机
8.2.16

底面
4.2.18

底片图像
6.2.15
点检
9.5.12

点胶
8.2.17

点总图
4.2.8

电磁波
4.7.4

电磁干扰
4.7.29

电磁兼容性
4.7.30
电镀
6.10.2

电镀槽
6.10.18

电镀加厚
6.10.71

电镀金
6.10.75

电镀镍
6.10.74

电镀锡
6.10.73

电镀硬金
6.10.76

电感
4.7.6

电感器
8.1.12

电化学
6.10.1

电化学迁移
7.5.8
电化学氧化
6.10.16

电极
6.10.24

电解
6.10.4

电解池
6.10.17

电解铜箔
5.4.2
电解液
6.10.39

电解质
6.10.38

电流
4.7.8

电流密度
6.10.77

电流频率
4.7.16

电流效率
6.10.78

电路
3.1.1

电路布局
4.1.17

电路层
4.3.4

电路密度
4.1.20

电木板
6.8.16

电气测试
6.12.13

电气短路
7.5.3

电气强度
5.7.40

电气网络
4.8.2

电容
4.7.5

电容密度
4.7.27

电容耦合
4.7.28

电容器
8.1.11

电蚀损
7.5.11

电压
4.7.9

电压降
7.5.13

电压振幅
7.5.15

电泳
6.10.8

电源层
4.8.5

电源层电感
4.7.31
电源层隔离
4.8.9

电源完整性
4.7.22

电子电路
3.1.2

电子屏蔽
4.7.46

电子器件
8.1.3

电子设计自动化
4.1.1

电子数据交换
9.6.24

电子元件
8.1.2

电子元器件
8.1.1

电阻
4.7.7

电阻器
8.1.10

垫板
6.8.18

雕刻挠性印制电路板
3.2.37
跌落试验
7.4.3

叠板数
6.8.22

叠层
5.3.7

钉头
7.2.35

顶面
4.2.17

订货点
9.4.17

定量分析
7.1.46

定位边
4.4.17

定位边标识
4.4.18

定位标记
4.4.14

定位孔
4.6.4

定位切口(槽)
4.4.19
定性分析
7.1.45

定影(照相底片)
6.2.14
动力设备
9.5.4

动态测试
8.4.45

动态功能测试
8.4.47

动态老化
7.6.2

动态力学分析
5.7.68

动态挠性印制电路板
3.2.32

读数显微镜
7.3.19

镀层结合力
7.4.5

镀层裂缝
7.2.39

镀层突沿
6.5.13

镀层增宽
6.5.12

镀覆
6.10.3

镀前处理
6.10.68

镀通孔
4.6.9
镀屑、碎屑
7.2.28

端头处理
8.2.84

端子
4.5.18
短路(电气)
6.12.16

断经
5.6.20

断裂长
5.6.31

断纬
5.6.29

堆叠孔
4.6.12

对流
4.9.23

对准标记
4.4.14

多层叠层
6.7.16
多层压机
5.3.9

多层印制电路板
3.2.11

多层真空压机
6.7.5
多官能环氧树脂
5.5.8

多芯片模块
8.5.19

多重布线板
3.2.44
E
二次元测量仪
7.3.20
二维条码
6.13.10

二线式测试
6.12.22

二氧化碳激光
6.8.51

F
发泡胶
8.3.13

翻磨次数
6.8.34

反馈
9.2.12
反射率
5.7.64

反渗透水
6.14.20

反向处理箔
5.4.9
反向串扰
4.7.34

反像
6.3.23

返回
6.8.31

返修
8.4.38

返修工作台
8.3.20

方差分析
7.1.48

防潮包装
6.13.29

防错
9.2.38
防呆
9.2.38
防护包装
6.13.28

防静电包装
6.13.31

防静电工作服
8.3.29

防静电工作区
8.3.24

防静电工作台
8.3.26

防静电工作鞋
8.3.36

防静电腕带
8.3.28 

防静电橡胶垫
8.3.27

防静电周转容器
8.3.30

防霉包装
6.13.30

防粘膜
6.7.10
仿真
4.1.26

放宽检验
9.3.28

放气
6.7.21
放行
9.2.24

飞针测试
6.12.21

非导电图形
4.3.17

非功能连接盘
4.6.23

非平衡传输线
4.8.22

非支撑孔
4.6.18

废弃物
6.14.25
废水处理
6.14.32
分辨率
6.2.26

分布式制造系统
9.6.41

分布数据处理
9.6.43
分步钻
6.8.39

分层
7.2.45

分层法
9.3.9

分段钻
6.8.38

分立布线板
3.2.44
分立元器件
8.1.21

分散剂
5.2.6

分散能力
6.10.81

芬顿法
6.14.40
酚醛树脂
5.5.11

酚醛纸基覆铜板
5.1.12

粉红圈
7.2.34

封口机
6.13.17

封装
8.5.5

敷形涂敷
8.2.66

浮纱
5.6.30

浮石粉磨刷
6.5.31

浮锡试验
7.6.31
符合性试验
7.1.19

辐射
4.9.26

辅面
4.2.18

辅助阳极
6.10.30

辅助阴极
6.10.31

负凹蚀
6.10.63

负像图形
6.2.20
负性抗蚀剂
6.3.7

附加条码
6.13.12

附连测试板
7.1.30

复合层压板
5.1.9

复核
9.2.37
富胶区
5.7.13

覆箔
5.3.6

覆盖层
4.3.6

覆盖层图
4.2.11

覆盖膜
5.1.42

覆盖能力
6.10.82

覆金属箔基材
5.1.4
覆铜板厚度
5.7.21

覆铜箔层压板
5.1.6
覆铜箔基材
5.1.5
G
改良型半加成法
6.1.5

改性环氧树脂
5.5.10

改性聚酰亚胺膜
5.5.33

盖板
6.8.17

盖覆铜镀层
6.6.16

感光层
6.2.9

干花（基材）
5.7.7
干扰抑制
4.7.36

干燥机(包装)
6.13.18

刚挠结合印制电路板
3.2.8
刚性印制电路板
3.2.6

钢模
6.9.11

高反射覆铜箔层压板
5.1.34

高密度互连印制电路板
3.2.18
高频(微波) 印制电路板
3.2.27

高频信号
4.7.23

高斯分布
9.3.7

高速信号
4.7.24

高温存储
7.6.10

高温共烧陶瓷
5.3.21
高效过滤器
6.14.8
高压压制
5.3.10

割V槽
6.9.18

隔绝涂层
6.10.35

隔空(挠性印制板)
4.3.21
隔离孔
4.6.35

各向异性导电胶膜接合
8.5.29

跟部裂纹
8.4.24

工厂连接数据交换
9.6.58
工程图
4.2.3

工程自动化用乙太网
9.6.5

工具孔
4.6.3

工业互联网
9.6.1

工业自动化用无线网路
9.6.4

工艺边
4.3.26

工艺导线
4.5.19
工艺导线
6.10.87

工艺规程
9.1.22

工艺流程卡
9.1.13

工作流程管理系统
9.6.42

工作运动
6.8.20

弓曲
7.3.4

弓纬
5.6.19

公差
4.4.10

功耗
4.7.43

功率
4.7.10

功率因子
4.7.11

功能测试仪
7.1.39

供应链
9.4.2

供应链管理
9.6.34

供应商
9.4.1

供应商关系管理
9.4.4

供应商管理库存
9.4.3

共面度
8.4.35

钩焊
8.2.51

孤立批检验
7.1.12

固化促进剂
5.5.26

固化剂
5.5.24
固体废弃物
6.14.26
故障
7.1.56
故障模拟
7.1.59

故障树
9.3.16

故障停机时间
9.5.24
刮墨刀
6.4.17

刮墨胶条
6.4.18

挂镀
6.10.33

挂具
6.10.34

拐角裂缝
7.2.42

关键工序
9.2.19

关键过程
9.2.20

管理信息系统
9.6.27

管状空洞（基材）
5.7.15
灌封
8.2.86

灌胶
3.2.58

灌胶
7.2.53

光电印制电路板
3.2.48
光反射
4.9.32

光固化
6.4.30

光绘图
6.2.10

光亮剂
6.10.49

光密度
6.2.27

光面
5.4.10

光梯尺
6.3.17

光纤
4.9.30

光楔
6.3.17

光照度
6.14.7

光致成像
6.3.1

光致导通孔
6.3.24

光致抗蚀干膜
6.3.3

光致抗蚀剂
6.3.2

规范性文件
9.1.11

硅胶
8.3.10

过程控制
9.1.23

过度蚀刻
6.5.14

过量焊点
8.4.7

过滤器
6.10.36

过热焊点
8.4.5

H

哈林槽
6.10.54

含不饱和双键的碳氢聚合物
5.5.22

焊槽法
8.4.40

焊点
8.4.2

焊点检测
8.4.39

焊点拉尖
8.4.12

焊端
8.2.83

焊膏
8.3.3

焊脚起翘
8.4.22

焊脚撕裂
8.4.23

焊接面
4.3.24

焊接温度
8.2.24

焊料
8.3.1

焊料残留物
8.4.25

焊料芯吸
8.4.26

焊料遮蔽
8.4.21

焊盘起翘
7.2.30

焊球
8.5.31

焊渣
6.11.4
合格供应商
9.4.5

黑化
6.7.2

横向(层压板)
5.2.12
红外辐射
4.9.27

红外线
6.4.29

红外线辐射再辐射
4.9.28

红外再流焊
8.2.19

后处理程序
4.2.16

后固化
5.3.16

厚径比(孔)
4.6.20
厚膜电路
3.1.12

厚膜混合电路
3.1.13

厚铜印制电路板
3.2.28

厚织段
5.6.25

互检
9.2.34
互连密度
4.1.19

互联网协议
9.6.57
化学沉铜
6.10.66

化学镀
6.10.5

化学镀钯浸金
6.11.9

化学镀镍/钯/金
6.11.8

化学镀镍/金
6.11.7

化学钝化
6.10.14

化学气相沉积法
5.3.25

化学清洗
6.5.26

化学清洗
8.2.60

化学需氧量
6.14.28
化学氧化
6.10.15

划痕
7.2.11

环保包装
6.13.34

环境
6.14.12
环境温度
6.14.5

环境影响
6.14.13
环氧玻纤布玻纤毡复合覆铜板
5.1.16

环氧玻纤布覆铜板
5.1.14

环氧玻纤布纸复合覆铜板
5.1.15

环氧玻纤基板
5.1.11

环氧树脂
5.5.7

环氧树脂胶
8.3.11

环氧纸基覆铜板
5.1.13

环状断裂
7.2.40

缓冲包装
6.13.32

缓冲垫(压制)
 6.7.8
缓冲剂
6.10.51

黄光室
6.14.3

挥发物含量
5.7.54

恢复
7.1.43

回弹力（挠性材料）
5.7.61

回弹强度（挠性材料）
5.7.62

回墨板
6.4.19

回收利用
6.14.16
汇聚
9.6.20

汇流排
6.10.20

混合电路
3.1.11

混合微电路
8.1.7

活化
6.10.65

活性松香助焊剂
8.3.6

活性炭
6.10.52

货物编码
9.4.26

霍尔槽
6.10.53
J
击穿电压
5.7.41

机械冲击试验
7.4.2

机械加工性
5.7.24

机械刷洗
6.5.25

机械应力
7.6.12

机械振动
7.4.1

机械钻孔
6.8.2

积层(HDI板)
6.1.8

积层多层印制电路板
3.2.19

积层绝缘膜
5.1.37

基板
5.1.2

基本尺寸
4.4.3

基材
5.1.1
基材厚度
5.7.20

基膜
5.5.31

基膜面
5.2.10
基准
4.4.4

基准标记
4.4.8

基准参考
4.4.7

基准点（孔、线）
4.4.6

基准目标
4.4.5

激光
6.8.50
激光冲击打孔
6.8.58
激光分板
8.2.88
激光环切打孔
6.8.59
激光绘图
6.2.11

激光加工
6.9.24

激光揭盖
6.9.26

激光螺旋打孔
6.8.60
激光切割
6.9.25

激光铣削打孔
6.8.61
激光修整
6.12.36

激光再流焊
8.2.22

激光直接成像
6.3.14

激光钻孔
6.8.57
极性槽
4.4.20

极性元器件
8.1.28

即时管理
9.1.3

集成电路
8.1.8

集成电路封装载板
3.2.24

计量值
9.3.12

计数值
9.3.13

计算机辅助电气设计
4.1.6

计算机辅助机械设计
4.1.5

计算机辅助设计
4.1.4

计算机辅助制造
4.1.7

计算机集成制造系统
9.6.13
计算机数字控制机床
6.9.23
继电器
8.1.14

寄生信号
4.7.33

加成法
6.1.3

加成法用层压板
5.1.36

加工后侧蚀
6.5.10

加工图
4.2.7

加工中侧蚀
6.5.9

加速老化
7.6.5

加速老化(材料)
5.7.65
加速试验
7.6.5

加严检验
9.3.27

加载（测试）
6.12.29

夹头
6.8.7

夹杂物
7.2.26

夹杂物（基材）
5.7.11
假报警
6.12.32

假报警率
6.12.33

间接制版法
6.4.13

间距
4.4.23

间歇故障
7.1.58

监控与数据采集系统
9.6.40

检测
7.1.5

检查间隔期
9.5.25
检验
7.1.6

检验批
7.1.41

检验设施
7.1.38

检验水平
9.3.26

检验速率
6.12.34

减薄铜
6.5.4

减成法
6.1.2

剪切板
5.2.14
剪切强度
7.4.11

碱洗
6.5.28

碱性蚀刻液
6.5.7

健壮设计
4.1.25

溅镀法
5.3.23

溅射材料
5.3.28

溅射装置
5.3.26

溅锡
8.4.20

鉴定试验
7.1.18

键槽
4.4.20

降级
9.2.26
交互
9.6.47
交互式图形用户界面
9.6.48
交货拼板
6.1.17
交流电
4.7.2

交期
9.1.15

胶膜
5.1.43
胶粘剂(贴片)
8.3.7
角标
4.4.16

接触成像
6.3.12

接触电阻
6.12.18

接触角
7.6.17
接触热阻
4.9.14

接触压力
6.7.20
接地层
4.8.6

接地层隔离
4.8.10

接收质量水平
9.3.29

接收质量限
9.3.29

接头
8.2.72

接线表
4.2.4

节点
4.8.4

节距
4.4.22

洁净室
6.14.1

结合力（ 涂层）
6.11.13

结瘤
6.10.85

解焊
8.2.47

介电常数
5.7.36

介电常数热变系数
5.7.38

介质
5.2.1

介质损耗角正切热变系数
5.7.39

介质损耗因数
5.7.37

界面金属化合物
8.4.34

金属变色
6.11.16
金属箔
5.2.3

金属箔裂纹
7.2.38

金属化
6.10.55

金属基覆铜箔层压板
5.1.21

金属基印制电路板
3.2.16

金属毛刺 （板边缘）
6.9.20

金属丝键合的劣化
8.4.29

金属芯覆铜箔层压板
5.1.22

金相显微镜
3.2.52

金相显微镜
7.2.47

紧固件
8.1.18

紧急插单
9.1.6

进刀量
6.8.27

进给
6.8.25

进给速率
6.8.26

进给转速比
6.8.29

近端串扰
4.7.34

浸镀
6.10.7

浸焊
8.2.53

浸亮
6.5.22

浸润剂
5.6.16

浸锡
6.11.10

浸洗
8.2.59

浸银
6.11.11

浸渍
5.3.2

浸渍机，上胶机
5.3.3

经常库存
9.4.30

经济性设计
4.1.14

经向
5.6.11

晶体管
8.1.9

晶须
6.11.15

晶圆
8.5.2

晶圆级封装
8.5.21

精密度
7.1.51

精益生产
9.1.4

径向引线元器件
8.1.26

静电
4.7.3

静电感应
8.3.21

静电接地
8.3.23

静电屏蔽
8.3.25

静电泄露
8.3.22

静态测试
8.4.44

静态老化
7.6.3

静态挠性印制电路板
3.2.33
静态在线测试
8.4.46

镜面钢板
6.7.6
镜像拼版
6.2.22
镜像图形
6.2.21
纠正措施
9.2.15

局域网
9.6.3

矩形引线
8.5.36

拒收数
9.3.30

聚苯醚
5.5.19
聚合物
5.5.4

聚合物厚膜挠性印制电路板
3.2.38

聚萘二甲酸乙二醇酯
5.5.20
聚萘二甲酸乙二酯挠性覆铜板
5.1.29

聚四氟乙烯
5.5.18

聚四氟乙烯玻纤布覆铜板
5.1.19

聚四氟乙烯膜
5.5.35

聚酰亚胺玻纤布覆铜板
5.1.17

聚酰亚胺膜
5.5.32

聚酰亚胺挠性覆铜板
5.1.27

聚酰亚胺树脂
5.5.15

聚酯膜
5.5.34

聚酯挠性覆铜板
5.1.28

卷曲
5.7.63

绝缘层
4.3.5

绝缘电阻
5.7.31

绝缘物
5.2.2

均质材料
5.2.17
K
开短路测试
7.5.2

开尔文电桥测试
6.12.23

开关
8.1.15

开料
6.9.4

开路(电气)
 6.12.15

看板
9.1.31

抗蚀镀层
6.10.72

抗蚀油墨
6.4.22

壳型印制电路
3.2.46

可编程逻辑控制器
9.6.52
可编程自动控制器
9.6.53
可剥保护膜
6.6.17
可剥胶
6.6.17
可测试性设计
4.1.11

可穿戴电子
3.1.7

可焊性
7.6.13

可接收条件
7.1.25

可靠度
7.1.54

可靠性
7.1.53

可靠性设计
4.1.13

可伸缩
3.2.40

可伸缩印制电路板
3.2.39
可制造性设计
4.1.10

可装配性设计
4.1.12

客供物料
9.4.28

客户关系管理
9.6.33

空洞（基材）
5.7.14

空气电离器
8.3.31

空气搅拌
6.10.37

孔版印刷
6.4.2

孔壁粗糙度
7.3.13

孔壁空洞
7.2.31

孔壁裂缝
7.2.41

孔粗
6.8.48

孔的特性
7.3.12

孔环（环宽）
4.6.30

孔径
4.6.2

孔密度
4.1.21

孔偏
6.8.46

孔图
4.2.8

孔位和线路位置
7.3.15

孔位精度
6.8.43

孔位置
4.6.1

孔隙（镀层）
7.2.15

孔隙率
6.11.14

孔限
6.8.33

控深钻
6.8.37

控制图
9.3.11

库存
9.4.23

库存周期
9.4.25

库存周转天数
9.4.33

跨层孔4.6.14
跨接线
4.5.5
跨距
4.4.24

扩孔
6.8.41
L
拉出强度
7.4.10

拉伸弹性模量
5.7.30

拉伸强度
7.4.12

拉丝
8.4.33

拉脱力
8.4.42

拉脱强度
7.4.9

老化
7.6.1

烙铁头
8.2.42

类载板
3.2.23
冷冲
6.9.7

冷冲切
5.3.17

冷焊
8.4.4

冷流
7.4.17

冷却 (压制)
6.7.23
冷却区
8.2.30

离型膜
6.7.10
离子交换
6.14.37
离子交换树脂
6.14.38
离子污染度测试
7.6.29

立碑
8.4.15

立体式显微镜
8.3.19

立体印制电路板
3.2.45

例行试验
7.1.17

连接盘
4.6.22

连接盘起翘（焊接）
8.4.31 

连接盘图形
4.5.6
连接器
8.1.16

连接器区
4.3.14

连通性
7.5.1

连通性测试
6.12.13

连通性测试
6.12.14

连续垂直电镀线
6.10.22

梁式引线元器件
8.1.27

两面通路单面挠性印制电路板
3.2.36
劣化
9.2.27

裂缝 (织物)
5.6.26
裂缝
7.2.37

裂隙腐蚀
7.2.43

磷铜阳极
6.10.41

零库存生产
9.1.7

流水线设备
9.5.3

六西格玛管理
9.3.18

镂空版印刷
6.4.4

漏斗法（粘度测量）
6.4.24

漏检
6.12.30

漏检率
6.12.31

漏孔
6.8.49
漏失
7.1.64

漏印
7.2.21

露背单面挠性印制板
3.2.36
露纤维
5.7.5
露织物（干花）
5.7.6

逻辑电路
3.1.18

逻辑图
4.2.2

裸板
3.2.49

裸铜覆阻焊工艺
6.1.10

络合剂
6.10.47

铝基覆铜箔层压板
5.1.23
M

麻点
7.2.14

埋孔
4.6.10

埋嵌金属块印制电路板
3.2.30

埋置元件印制电路板
3.2.29

埋置元器件
4.8.24

脉冲
4.7.18

脉冲电镀
6.10.10

脉冲间隔（激光）
6.8.54
脉冲能量 （激光）
6.8.55
脉冲频率 （激光）
6.8.56
曼哈顿现象
8.4.15

盲孔
4.6.11

毛刺
6.8.45

毛圈长
5.6.24

锚固盘
4.6.25

铆钉定位
6.7.13
铆接
8.2.67

密封胶
8.3.8

密钥管理
9.6.62
免清洗焊膏
8.3.4

免清洗焊接
8.2.57

面键合
8.5.28

敏感器件
8.1.30

敏感元件
8.1.29

模块板
3.2.51

模块化
9.6.50

模块化设计
9.6.51

模量
5.7.29

模拟电路
3.1.16

模压印制线路板
3.2.43

膜上芯片封装
8.5.24

磨痕宽度
6.5.38

磨刷
6.5.30

母板
3.2.13

目标连接盘
4.6.29

目检
7.2.4
N
耐电镀抗蚀剂
6.3.5

耐电痕化指数
7.5.12

耐电弧性
5.7.43

耐电蚀迁移性
7.6.23

耐电压
7.5.7

耐高低温冲击性
7.6.8

耐高温有机可焊保护层
6.11.6

耐焊接热
7.6.19

耐化学性
5.7.52

耐化学性
7.6.33
耐拉力
8.4.41

耐漏电性
7.5.10

耐磨性
7.4.16

耐挠曲性
7.4.15

耐热冲击性
7.6.7

耐热性
4.9.19

耐弯折性
7.4.14

挠性扁平电缆
3.2.35
挠性电子
3.1.8

挠性覆铜板
5.1.24
挠性混合电子
3.1.10

挠性印制电路板
3.2.7

内部可观察特性
7.2.3

内部识别标志
5.2.13
内层
4.3.2
内插板
3.2.25
内应力
6.10.83

内装物
6.13.21

能力详细规范
4.2.20

尼龙针刷辊
6.5.34

凝胶时间
5.7.57

牛皮纸
6.7.7
扭曲
7.3.6
O
偶联剂
5.6.17
P
排板（多层板）
6.7.17
排列图
9.3.8

盘栅阵列
8.5.15

盘趾
4.6.25

盘中过孔
4.6.17

抛光
3.2.60

抛光
7.2.55

配胶
5.3.1

喷墨印刷
6.4.5

喷砂
6.5.35

批次拒收数量
9.3.31

批次码
6.13.11

批次码
6.13.7

批量
9.1.8

坯布
5.6.15

坯料
5.2.15
偏焊
8.4.13

偏移
8.4.14

偏置连接盘
4.6.27

拼板
6.1.15
频率
4.7.15

品质检查
7.1.1

平衡传输线
4.8.21

平口剪线钳
8.3.17

平坦度
7.3.4

平纹编织
5.6.14

屏蔽层
4.8.8

泊松比
5.7.27
破环
7.2.29

曝光
6.3.10
Q
漆封
8.2.87

齐平印制电路板
3.2.15

企业管理软件平台
9.6.26
企业全面集成
9.6.25
企业资源计划
9.6.29

起泡
5.7.3

起霜
8.4.18

气孔
8.4.17

气体回收
6.14.31
汽相清洗
8.2.64

汽相再流焊
8.2.23

牵引角
8.2.39

铅笔硬度
7.4.18

潜在供应商
9.4.6

潜在故障
7.1.57

强制保养制
9.5.19
强制对流
4.9.25

桥连/桥接
8.4.10

翘曲
5.7.23

切片
8.5.4

切片取样
3.2.57

切片取样
7.2.52

切削加工
6.9.5

氢脆
6.11.18

清洁度
6.14.4

清洁度测试
7.6.28

清洁生产
6.14.14
清晰度(照相底版)
6.2.25

清洗
8.2.58

氰酸酯树脂
5.5.14
球栅阵列
8.5.16

趋肤深度
4.7.45

趋肤效应
4.7.44

去离子水
6.14.19

去毛刺 （板边缘）
6.9.21

去毛刺
6.5.36

去膜
6.5.20

去膜蚀刻退锡生产线
6.5.24

去耦
4.7.37

去铜箔面
5.2.8
去钻污
6.10.57

全积层HDI板
3.2.21

全加成工艺
6.1.6

全压力
6.7.22
缺胶区
5.7.12

缺纬
5.6.21

缺锡
8.4.8

缺陷
7.1.60

缺陷单元
7.1.65

缺陷品
7.1.65

缺陷识别
7.1.66

确认
9.2.22
R
燃烧性
5.7.49

让步
9.2.25

让刀
6.8.32

绕焊
8.2.50

绕接
8.2.76

绕接枪
8.2.78

绕线柱
8.2.77

热冲切
5.3.18

热导率
4.9.3

热分层时间
5.7.46

热分解温度
5.7.45

热风焊料整平
6.11.2

热风红外再流焊
8.2.21

热风再流焊
8.2.20

热隔离
4.9.9
热固化
6.4.28

热固性酚醛树脂
5.5.12
热固性树脂
5.5.5

热机械分析
5.7.67

热流量
4.9.13

热敏元器件
8.1.31

热膨胀
4.9.4

热膨胀系数
4.9.5
热平衡
4.9.16

热熔
6.11.1

热熔胶
8.3.12

热失配（膨胀）
4.9.15

热释放
4.9.10

热塑性酚醛树脂
5.5.13
热塑性树脂
5.5.6

热压焊
8.2.69

热应力
7.6.11

热油测试
7.6.32
热阻
4.9.17

刃长
6.8.13

认可标志
7.1.3

任意层互连HDI板
3.2.22

容量分析
7.1.47

溶剂(装配)
8.3.15
溶剂清洗
8.2.61

溶铜量
6.5.17

熔合定位
6.7.15
熔融黏度
5.3.4

柔性制造单元
9.6.38

柔性制造技术
9.6.37

乳化剂
6.10.46

乳胶面
6.2.8

软包装
6.13.25

软钎焊
8.2.12

润湿（焊接）
7.6.14

润湿剂
6.10.48

润湿平衡
7.6.18
S
塞孔
4.6.33

塞孔
6.6.6

三防漆
8.3.16

三防涂层
8.3.16

三级保养制
9.5.17

三维印制电路板
3.2.45

散热层
4.9.2
散热工具
8.3.18

散热器
4.9.11

扫描空载时间
6.12.12

扫描速率
6.12.11

色差
7.2.22

纱线
5.6.7

筛选检验
7.1.11

上料
6.9.2

烧焦镀层
6.10.84

设备报废
9.5.26
设备操作规程
9.5.10

设备操作合格证
9.5.11

设备点检制度
9.5.13

设备故障
9.5.22
设备管理
9.5.1

设备管理制度
9.5.5

设备技术档案
9.5.6

设备检修规程
9.5.15

设备检修计划
9.5.14
设备维护
9.5.21
设备维护规程
9.5.18
设备修理
9.5.20
设备用图形符号
9.5.8

设备状态监测与诊断技术管理
9.5.16

设计规则
4.1.23

设计规则检查
4.1.24

设计评审
9.2.18
射频
4.7.17

射频/微波印制电路板
3.2.27

伸长率
5.7.26

审核
9.2.13
渗出
6.10.86

升温速率
6.7.19
升温速率
8.2.31

生产底版
6.2.3

生产计划
9.1.1

生产设备
9.5.2

生产数据
9.1.24

生产线平衡
9.1.25

生产指示
9.1.14

生产作业计划
9.1.2

生化处理
6.14.39
生化需氧量
6.14.29
失效分析
9.2.29
湿处理区
6.14.10
湿敏元器件
8.1.33

湿强度保留率
5.6.33

湿热绝缘电阻
7.5.6

石英纤维（电子级）
5.6.5

时间定额
9.1.17

蚀刻
6.5.1

蚀刻不足
6.5.15

蚀刻剂
6.5.5

蚀刻速率
6.5.16

蚀刻系数
6.5.11

使用寿命
9.5.9

试生产批
9.1.9

试验
7.1.13

试验板
7.1.27

试验标准
7.1.14

试验数据
7.1.15

试验误差
7.1.16

试验箱（室）
7.1.40

试样
7.1.28

试装
8.2.8
视角
6.12.4

手工焊接
8.2.40

首件
9.1.29

寿命曲线
8.4.48

受控对流
4.9.24

授权
9.6.59
树脂凹缩
7.2.36

树脂含量
5.7.55

树脂流动度
5.7.56

树脂塞孔
6.6.11

树脂适用期
5.3.5

树脂凸起(层压板)
5.7.17
树脂钻污
6.8.44

竖焊
8.2.52

数据安全
9.6.61
数据服务
9.6.23

数据交换接口
9.6.44

数据库
4.1.3

数据融合
9.6.19

数据完整性
9.6.60
数控钻孔
6.8.3

数显千分尺
7.3.18

数显游标卡尺
7.3.17

数字电路
3.1.17

数字化
4.1.2

数字化制造
9.6.14
数字印刷
6.4.6

衰减
4.7.39

双波峰焊接
8.2.35

双带状线
4.8.23

双列直插式封装
8.5.9

双马来酰亚胺
5.5.17

双马来酰亚胺三嗪玻纤布覆铜板
5.1.18

双马来酰亚胺三嗪树脂
5.5.16

双面处理箔
5.4.8

双面覆铜箔层压板
5.1.8

双面胶片
5.1.44

双面印制电路板
3.2.10

双氰胺
5.5.25
双向公差
4.4.11

水池效应
6.5.18

水平电镀线
6.10.23

水平切片
3.2.55

水平切片
7.2.50

水平燃烧法
7.6.21

水破试验
6.5.39

水清洗
8.2.62

水污染
6.14.21
丝网
6.4.7

丝网目数
6.4.8

丝网张力
6.4.20

撕裂强度
7.4.13

四侧扁平封装
8.5.14

四端子测试
6.12.23

四线测试
6.12.23

四溴双酚A
5.5.29
塑封球栅阵列
8.5.17

塑料包装
6.13.27

塑料器件
8.5.7

酸洗
6.5.27

酸性蚀刻液
6.5.6

随机样本
9.3.21

缩孔
8.4.27

缩图标志
6.2.23

T
塌落
8.4.32

探测点
6.12.27

探针(测试)
6.12.28

搪锡
8.2.56

搪锡设备
8.2.55

陶瓷基覆铜板
5.1.20

陶瓷刷辊
6.5.33

陶瓷印制电路板
3.2.17
套环
6.8.15

特殊工序
9.2.21

特性阻抗
4.7.13

体积电阻
5.7.34

体积电阻率
5.7.35

添加剂
6.10.44

填孔
4.6.31

填孔电镀
6.6.14

填孔覆盖
4.6.32
填孔工艺
6.6.7

填料
5.2.5

条件试验
7.1.21

条码
6.13.8

条码打印机
6.13.14

条码识读器
6.13.15

跳印
7.2.20

贴插混装
8.2.7

贴片机
8.2.18

贴装
8.2.6

贴装精度
8.4.1

通道孔
4.6.16

通断路测试
6.12.13

通过/不通过测试
6.12.19

通孔
4.6.9

通孔安装技术
8.2.3

通讯协议
9.6.56
通用串行总线
9.6.46
铜箔面
5.2.7
铜箔限定连接盘
4.5.15

铜箔压板法
6.7.12
铜厚测量仪
7.3.21

统计方法
9.3.1

统计过程控制
9.3.2
统计假设
9.3.3
统计质量控制
9.3.4
透明度
4.9.33

透明挠性电路
3.2.41
透射密度计
6.2.28

凸点
8.5.32

凸起
7.2.16

图形
4.3.15

图形电镀
6.10.70

图形区
4.3.12

涂布（感光胶）
6.3.9

涂胶催化层压板
5.1.46

涂胶非催化层压板
5.1.47

涂胶基板
5.1.45

涂胶铜箔
5.4.5
涂树脂铜箔
5.1.41

退刀
6.8.30

退镀
6.10.13

退火铜箔
5.4.4

退绕
8.2.80

退润湿
7.6.15

拖焊
8.2.54

拖尾
8.4.11

脱模剂
6.7.9

W

歪斜度
8.4.36

外包
9.1.30

外部可观察特性
7.2.2

外层
4.3.3

外观尺寸确认
7.3.3

外观检验
7.2.1

外来物
7.2.26

外形
4.5.1

外形线
4.4.15

弯曲能力
7.4.14

弯曲强度
7.4.7

网版（阻焊膜）
6.6.5

网版印刷
6.4.3

网版印刷机
6.4.15

网格
4.4.1

网距
6.4.21

网络层
9.6.11
网印版
6.4.10

网状线
4.5.14
危险品
6.14.24
微波
4.7.19

微波层压板
5.1.35

微带线
4.8.13

微导通孔
4.6.8

微电路
8.1.6

微电子组装
8.2.2

微机电系统
8.1.36

微裂纹(基材)
5.7.4
微切片
3.2.53

微切片
7.2.48

微蚀（切片）
3.2.61
微蚀（切片）
7.2.56

微蚀刻
6.5.3

纬向
5.6.12

纬斜（织物）
5.6.28
温度/湿度循环
7.6.25
温度曲线（再流）
8.2.26

温度梯度
4.9.12

温度稳定
7.1.37

温控电烙铁
8.2.41

无故障运行时间
9.5.23

无机印制电路板
3.2.5

无胶挠性覆铜板
5.1.25

无连接盘孔
4.6.15

无卤基材
5.1.48

无铅焊料
8.3.2

无铅热风焊料整平
6.11.3

无条件试验
7.1.22

无引线元器件
8.1.23

无源元件
8.1.4

物联网
9.6.2
物料
9.4.9

物料清单
9.4.11
物料消耗定额
9.4.13

物流
9.4.18

物资需求计划
9.6.30

X

吸附
6.14.35
吸管状空隙
7.2.46

吸热系数
4.9.18

吸水高度
5.6.32

吸水性
5.7.53
吸锡器
8.2.43

吸锡绳
8.2.45

稀释剂
6.4.27

稀释剂
8.3.14

稀松织物
5.6.27

锡膏印刷
8.2.15

锡瘤
8.4.19

锡须（焊接）
8.4.28

锡珠
8.4.20

洗孔
6.10.61

铣板定位
6.9.13

铣削
6.9.12

系统层级
9.6.10

系统级封装
8.5.22

下料
6.9.3

先进先出
9.4.29

纤维素纸
5.6.1

显像点
6.3.21

显影（光致抗蚀剂）
6.3.19

显影(照相底片)
6.2.13
显影蚀刻去膜生产线
6.5.23

显影液
6.3.20

现场总线控制系统
9.6.39

限用物质
4.9.34

线
4.5.4

线膨胀系数
4.9.6

线束
8.1.17

线匝
8.2.79

线扎
8.2.81
相比起痕指数
5.7.42
相对热指数（RTI）
5.7.47
相对湿度
6.14.6

相关图
9.3.10

详细规范
4.2.19

销钉
6.8.19

销钉定位
6.7.14
小外形封装
8.5.11

小外形晶体管
8.5.10

协同信息处理
9.6.22

斜孔
4.6.34

斜切片
3.2.56

斜切片
7.2.51

芯板积层HDI板
3.2.20

芯片
8.5.3

芯片尺寸封装
8.5.20

芯吸
7.2.44

信号
4.7.20

信号层
4.8.7

信号传播反射
4.7.32

信号完整性
4.7.21

信号线
4.8.11

信息处理
9.6.21

信息物理系统
9.6.36

信息系统
9.6.7

修版
6.6.18
修边
6.9.14

修补
6.6.19
修复
8.4.37

锈蚀
6.11.17
溴化环氧树脂
5.5.9
虚焊
8.4.3

絮凝
6.14.36
旋转法（粘度测量）
6.4.25

学习时间
6.12.5

巡检
9.2.31
循环伏安溶出法
6.10.80

循环再生
6.14.17
Y

压板
5.3.12

压板间距
6.7.11

压干膜
6.3.8

压焊
8.2.68

压合曲线
6.7.18
压脚
6.8.8

压接
8.2.71

压接端子
8.2.72

压接连接
8.2.71

压力锅试验
7.6.27

压敏元件
8.1.32

压模
8.2.74

压头
8.2.75

压锡深度
8.2.38

压线筒
8.2.73

压延铜箔
5.4.3
压制
6.7.4

压制周期
5.3.14

延展性(金属)
5.4.19
研磨（切片）
3.2.59
研磨（切片）
7.2.54

研磨电流
6.5.37

盐雾试验
7.6.26

掩蔽法
6.5.40
掩孔
6.3.18

验收抽样检验
7.1.10

验收检验
7.1.9

验收态
7.1.24

阳极
6.10.26

阳极袋
6.10.28

阳极膜
6.10.43

阳极泥
6.10.29

氧化处理（内层板）
6.7.1

氧化铜粉
6.10.42

样本
9.3.19

样本量
9.3.20

样品鉴定
9.2.36
液晶聚合物
5.5.21

液晶聚合物膜
5.5.36

液晶聚合物挠性覆铜板
5.1.30

液体光致抗蚀剂
6.3.4

液体光致阻焊剂
6.6.3

液体冷却
4.9.22

一次通过率
9.2.30
一维条码
6.13.9

移动阴极
6.10.32

移位焊点
8.4.6

已处理织物
5.6.18
溢胶量
5.7.60

翼型引线
8.5.34

因果图
9.3.5

阴极
6.10.25

银浆填孔
6.6.13

银盐底片
6.2.6

引线
8.1.19 

引线成形
8.2.82

印刷
6.4.1

印刷台
6.4.16

印刷网框
6.4.9

印制
6.1.1

印制板
3.2.3
印制板组装图
4.2.14

印制插头
4.3.19

印制电路
3.1.3

印制电路板
3.2.1
印制电路板元件库
4.1.16

印制电子
3.1.5

印制电子电路
3.1.6

印制焊脚
4.6.26

印制接触片
4.3.20

印制线路
3.1.4

印制线路板
3.2.2

印制元件
4.3.18

应力消除
8.4.43

应力消除（覆金属箔层压板）
5.3.19

应用层
9.6.12

应用程序接口
9.6.45
硬钎焊
8.2.11

硬质包装
6.13.24

永久性保护层
4.3.11

邮票孔
6.9.19

有轨制导车辆
9.6.55

有机可焊保护层
6.11.5

有机印制电路板
3.2.4

有胶挠性覆铜板
5.1.26

有焰燃烧
5.7.50

有源器件
8.1.5

鱼刺图
9.3.5

鱼眼
5.6.23

预处理
7.1.42

预防措施
9.2.14
预烘处理
8.2.14

预浸材料
5.1.38

预热区
8.2.27

预热温度（焊接）
8.2.37

元件安装方向
8.2.10

元件孔
4.6.6

元件面
4.3.23

元器件引线
8.1.20

原材料
9.4.10

原理图
4.2.1

原理图元件库
4.1.15

远端串扰
4.7.35

晕圈
7.2.24

云计算
9.6.6

云织
5.6.22

允许温度
4.9.1
运输
9.4.19

运输包装
6.13.33

运行时间
6.12.8

Z

再流焊
8.2.13

再流焊接
7.6.34
再流区
8.2.29

再流时间
8.2.32

再流温度
8.2.25

再生材料
6.14.15
在线测试
6.12.1

在线光学检测
6.12.3

在线回收再生
6.14.18
在线货物跟踪
9.4.20

在线监测
6.14.42

在制板
6.1.16
在制板文件
9.1.12

在制品
9.1.28

载带
8.5.33

载流量
4.7.25

载体
8.5.6

载体（箔）
5.4.7

载体分离强度
5.4.18
噪声
6.14.23
粘度(树脂)
5.7.58
粘度（油墨）
6.4.23

粘固
8.2.85

粘合力
7.4.4

粘合强度
7.4.6

粘合失效
7.2.33

粘接失效
8.4.30

粘结片
5.1.39

照片灰雾
6.2.29

照相底片
6.2.5

照相底图
6.2.1

照相缩减尺寸
6.2.4

照相原版
6.2.2

遮光剂
5.5.30

折痕
7.2.17

针床测试
6.12.20

针床夹具
6.12.25

针床模版
6.12.26

针孔
7.2.13

针孔（焊接）
8.4.16

针栅阵列
8.5.12
真空镀膜
5.3.24

真空塞孔印刷
6.6.9

真空蚀刻
6.5.19

真空吸锡法
8.2.44

阵列
4.4.2

蒸汽老化
7.6.4

整板
5.2.16
整板电镀
6.10.69

整流器
6.10.19

整平剂
6.10.50

正常检验
7.1.7

正交试验法
9.3.17

正交试验设计
9.3.17

正面朝上
6.2.18
正态分布
9.3.7

正向
6.2.16
正向朝下
6.2.17
正向串扰
4.7.35

正像图形
6.2.19
正性抗蚀剂
6.3.6

支撑孔
4.6.19

枝晶迁移
7.6.24

织物电子
3.1.9

织物结构
5.6.10

织物经纬密度
5.6.13

直方图
9.3.6

直接成像
6.3.13

直接镀铜法
5.3.22

直接金属化孔电镀
6.10.67

直接制版法
6.4.12

直流电
4.7.1

直流电镀
6.10.9

职业健康安全
9.1.35

纸包装
6.13.26

指状插头
4.3.19

制板图
4.2.7

制造故障
9.2.28
制造软件单元
9.6.28

制造数据管理器
9.6.17

制造数据字典
9.6.16

制造执行系统
9.6.32

制造资源计划
9.6.31

质量保证
9.2.3

质量策划
9.2.4

质量成本
9.2.6

质量方针
9.2.7

质量管理
9.2.1

质量管理体系
9.2.2

质量目标
9.2.8

质量特性
9.2.9

质量信息
9.2.10

质量信息管理
9.2.11

质量要求
9.2.5

智能工厂
9.6.9
智能数据库
9.6.15

智能制造系统
9.6.8

置信区间
7.1.49

中和
6.14.33
中水回用
6.14.41
中心距
4.4.21

重氮底片
6.2.7
重复性
7.1.55

重焊
8.2.46

重合度
7.3.7

重金属
6.14.27
重要缺陷
7.1.63

周期脉冲反向电镀
6.10.11

轴向引线元器件
8.1.25

皱褶
5.7.10

逐层积层
6.1.9

逐批检验
7.1.8

逐片式加工
6.1.11

主板
3.2.50

主动元件
8.1.5

主面
4.2.17

主要缺陷
7.1.62

主运动
6.8.21

主轴
6.8.6

主轴偏摆
6.8.24

主轴转速
6.8.23

助焊剂
8.3.5

贮存期
6.13.35

柱栅阵列
8.5.18

专检
9.2.32
装联
8.2.1

装配单元
8.2.9

装载时间
6.12.6

追溯标签
6.13.3

追溯单元
6.13.4

追溯码
6.13.5

追溯系统
6.13.2

锥形孔
6.8.47

准分子激光
6.8.53
准交率
9.1.19

准确度
7.1.52

灼热燃烧
5.7.51

卓越设计
4.1.9
啄钻
6.8.40

子板
3.2.14

子网络
4.8.3

紫外光阻挡型覆铜板
5.1.33

紫外线
6.3.11

紫外线激光
6.8.52
自催化镀
6.10.6

自动导引运输车
9.6.54

自动光学检验
6.12.2

自动识别
9.6.49
自动外观检查
6.12.35

自检
9.2.33
自然干燥
6.4.31

自然冷却
4.9.21

字符
4.3.8

字符印刷
6.6.8

综合测试图形
7.1.32
棕化
6.7.3

棕色条纹（基材）
5.7.8
总线
4.8.1

纵向 (层压板)
 5.2.11
阻焊层
4.3.7

阻焊层开孔
6.6.4

阻焊层图
4.2.10

阻焊堤
4.5.17
阻焊干膜
6.6.2

阻焊剂塞孔
6.6.10

阻焊开窗
4.3.25

阻焊限定连接盘
4.5.16

阻焊油墨
6.6.1

阻抗
4.7.12

阻燃剂
5.5.28

阻燃性
7.6.20

组合试验
7.1.20

组装密度
4.1.22

组装图
4.2.13

钻机
6.8.4 

钻机精度测试
6.8.42

钻机平台
6.8.5

钻尖角
6.8.14

钻孔
6.8.1

钻孔负压
6.8.35

钻头
6.8.10

钻头盘
6.8.9

最大库存量
9.4.14

最大试验电流能力
7.5.14

最高操作温度
4.9.20
最小导线间距
7.3.10

最小导线宽度
7.3.11

最小电气间隙
4.7.26

最小电气间隙
7.5.4

最小环宽
7.3.9

最小库存量
9.4.15

最终检验
9.2.35
最终涂饰层
4.3.10

作业流程单
9.1.13

#
1，2-二甲基咪唑
5.5.27
3D打印电路
6.1.7
5S管理
9.1.32

7S管理
9.1.33

A 阶树脂
5.5.1
ABC分类法
9.4.27
B阶
5.3.15
B阶树脂
5.5.2
CCD自动定位
6.3.16

C阶树脂
5.5.3
D玻璃纤维
5.6.4

E玻璃纤维
5.6.3

GERBER数据
4.2.15
IC载带
3.2.26

J型引线
8.5.35

P控制图
9.3.15
ST 型钻头
6.8.11

TDR阻抗测试
7.5.16

UC型钻头
6.8.12

X-R控制图
9.3.14
X射线测厚仪
7.3.22
X射线荧光镀层测厚仪
7.3.22
β错误
7.1.50
英文对应词索引
A
ABC classification
9.4.27
abrasion resistance
7.4.16

absorption
6.14.35
accelerated aging
5.4.18
accelerated aging
7.6.5

accelerated test
7.6.5

acceptable conditions
7.1.25

acceptable inspection
7.1.9

acceptance quality level (AQL)
9.3.29

acceptance quality limits (AQL)
9.3.29

acceptance sampling inspection
7.1.10

access hole
4.6.16

accuracy
7.1.52

acid cleaning
6.5.27

acid etching solution
6.5.6

activation
6.10.65

active carbon
6.10.52

active components
8.1.5

active device
8.1.5

active rosin flux
8.3.6

addition agent
6.10.44

additive process
6.1.3

add-onbar code
6.13.12

adhension failure
8.4.30

adhesion（coating）
6.11.13

adhesive coated foil
5.4.5
adhesive coated substrate
5.1.45

adhesive force
7.4.4

adhesive-coated catalyzed laminate
5.1.46

adhesive-coated uncatalyzed laminate
5.1.47

adhesives (mounting)
8.3.7
aggregation
9.6.20

air gap (FPCB)
4.3.21
air ionization device
8.3.31

air pollution
6.14.22
air sparger
6.10.37

alignment mark 
4.4.14

alkaline cleaning
6.5.28

alkaline etching solution
6.5.7

all build up HDI board
3.2.21

allowable temperature
4.9.1
alternating current (AC)
4.7.2

aluminium base copper clad laminate
5.1.23
ambient temperature
6.14.5

aminar flow, cross flow 
6.14.9
ammonia nitrogen
6.14.30
amplitude,voltage
7.5.15

analog circuit 
3.1.16

analysis of variance(ANOVA)
7.1.48

anchoring pad
4.6.25

anchoring spur
4.6.25

anisotropic conductive film (ACF) bonding
8.5.29

annealed copper foil
5.4.4

annular ring (annular width)
4.6.30

anode
6.10.26

anode bag
6.10.28

anode film
6.10.43

anode slime
6.10.29

anti etching ink,etching resist ink
6.4.22

anti-electrostatic clothing 
8.3.29

anti-electrostatic rubber plate 
8.3.27

anti-electrostatic shoes
8.3.36

anti-electrostatic tote tray
8.3.30

anti-electrostatic workbench
8.3.26

anti-electrostatic wrist strip 
8.3.28 

anti-proof
9.2.38
any layer micro via HDI board, every layer interconnection HDI
3.2.22

AOI online
6.12.3

apparent field-of-view angel
6.12.4

application layer
9.6.12

application program interface（API）
9.6.45
arc resistance
5.7.43

array 
4.4.2

artwork
6.2.1

artwork master, original production master, photo master
6.2.2

as received
7.1.24

assembly drawing
4.2.13

assembly interconnecting
8.2.1

assembly unit
8.2.9

A-staged resin
5.5.1
asymmetric stripline
4.8.19

at sink
4.9.11

at transfer rate
4.9.13

attachment density
4.1.22

attenuation
4.7.39

audit
9.2.13
authorization
9.6.59
auto-catalytic plating
6.10.6

automated guided vehicle（AGV）
9.6.54
automatic identification
9.6.49
automatic optical inspection (AOI)
6.12.2

automatic test generation
7.1.44

automatic visual inspection（AVI）
6.12.35

auxiliary anode
6.10.30

auxiliary cathode
6.10.31

axial lead component 
8.1.25

B
back bared single sided FPCB
3.2.36
back drill
6.8.36

back light test
6.10.79

backplane
3.2.12

back-up board
6.8.18

backward crosstalk 
4.7.34

bakelite plate
6.8.16

balanced transmission line
4.8.21

ball
8.5.31

ball grid array（BGA）
8.5.16

bar code printer
6.13.14

bar code reader;scanner
6.13.15

bar code
6.13.8

bare board
3.2.49

barrel crack
7.2.41

base film surface
5.2.10
base film
5.5.31

base material thickness
5.7.20

base material
5.1.1
basic dimension 
4.4.3

batch code
6.13.11

batch code
6.13.7

bathtub curve
8.4.48

beam-lead device
8.1.27

bearer bar(bar code)
6.13.13

bed-of-nails fixture
6.12.25

benchmark,testing
7.1.34

bendability
7.4.14

beta Error (β)
7.1.50

bias（fabric）
5.6.28
bilateral tolerance 
4.4.11

bill of material （BOM）
9.4.11
biochemical oxygen demand(BOD)
6.14.29
biochemical treatment
6.14.39
bismaleimide triazine woven glass fabric copper clad laminate
5.1.18

bismaleimide(BMI)
5.5.17

bismaleimide-triazine resin (BT resin)
5.5.16

bit
8.2.42

black oxidation
6.7.2

blank
5.2.15
blanking die 
6.9.9

bleading
6.10.86

blends
5.3.1
blind Via
4.6.11

blister
5.7.3

blow hole
8.4.17

blow hole
7.2.32

board thickness
4.5.2

bond strength
7.4.6

bonding film
5.1.43
bonding sheet
5.1.39

border area
4.3.13

bottom side
4.2.18

bow
7.3.4

bow
5.6.19

brazing
8.2.11

break point
6.3.21

breakdown time
9.5.24
breakdown voltage
5.7.41

breaking length
5.6.31

bridging 
8.4.10

bridging
6.12.17

bright dip
6.5.22

brightener
6.10.49

broken pick
5.6.29

broken ring
7.2.29

brominated epoxy resin
5.5.9

brown oxidation
6.7.3

brown streak （base material）
5.7.8
B-stage(半固化）
5.3.15
B-staged resin
5.5.2
buffer
6.10.51

build to order
9.1.5

build up insulating film 
5.1.37

build up multilayer printed circuit board （BUM PCB）
3.2.19

build up with care HDI board
3.2.20

build up(HDI board)
6.1.8

bulge
7.2.16

bump 
8.5.32

buried via 
4.6.10

burned plating
6.10.84

burn-in,ageing
7.6.1

burrs
6.8.45

bus
4.8.1

bus bar
6.10.20
C

capability detail specification (CapDS)
4.2.20

capacitance
4.7.5

capacitance density
4.7.27

capacitive coupling
4.7.28

capacitor
8.1.11

capture land 
4.6.28

carrier
8.5.6

carrier (foil)
5.4.7

carrier release strength (material)
5.7.65
carrier tape
8.5.33

catalyst
5.5.26

cathode
6.10.25

cause-and-affect diagram
9.3.5

cavity PCB
3.2.31

CCD automatic  registration
6.3.16

cellulose paper
5.6.1

cement 
8.2.85

centre-to-centre spacing 
4.4.21

ceramic brush
6.5.33

ceramic printed circuit board
3.2.17
ceramics base copper clad laminate
5.1.20

CFX
9.6.58
CGA  column grid array
8.5.18

chamber
7.1.40

chamfer
6.9.15

characteristic impedance 
4.7.13

characteristics of  hole
7.3.12

checking
9.5.12

chemical cleaning 
8.2.60

chemical cleaning
6.5.26

chemical deposition of copper
6.10.66

chemical oxidation
6.10.15

chemical oxygen demand (COD)
6.14.28
chemical passivation
6.10.14

chemical plating,electroless plating
6.10.5

chemical resistance
5.7.52

chemical resistance
7.6.33
chemical vapor deposition (CVD)
5.3.25

chip load
6.8.27

chip mounter 
8.2.18

chip on board（COB）
8.5.23

chip on film (COF),chip on flex
8.5.24

chip on glass（COG)
8.5.25
chip scale package（CSP）
8.5.20

chip,die
8.5.3

circuit
3.1.1

circuit density 
4.1.20

circuit layout
4.1.17

circuitry layer
4.3.4

circumferential separation
7.2.40

clad
5.3.6

clasp soldering
8.2.51

clean free solder paste
8.3.4

clean free soldering
8.2.57

clean room
6.14.1

cleaner production
6.14.14
cleaning
8.2.58

cleanliness
6.14.4

cleanliness test
7.6.28

clearance Hole
4.6.35

cloud computing
9.6.6

CO2 laser,
6.8.51
coating (photosensitive paint)
6.3.9

coefficient of linear thermal expansion
4.9.6

coefficient of thermal expansion （CTE）
4.9.5
coercionary service system
9.5.19
cohesive Failure
7.2.33

coil of wire
8.2.79

cold flow
7.4.17

cold punching
5.3.17

cold punching
6.9.7

cold soldering
8.4.4

collaborative information processing
9.6.22

collet
6.8.7

color difference
7.2.22

communication protocol
9.6.56
comparative tracking index（CTI）
5.7.42

compensating
6.9.22

complexing agent
6.10.47

compliance test
7.1.19

component hole 
4.6.6

component lead
8.1.20

component mounting orientation
8.2.10

component side
4.3.23

composite laminate
5.1.9

composite test pattern
7.1.32
composite test
7.1.20

comprhensive energy consumption per one product
9.1.20

computer integrated manufacturing systems （CIMS）
9.6.13
computer-aided design (CAD)
4.1.4

computer-aided manufacturing (CAM)
4.1.7

computerized numerical control machine（CNC）
6.9.23
concession
9.2.25

conditional testing
7.1.21

conducting salt
6.10.40

conductive anodic filament (CAF)
7.5.9

conductive foil
5.4.1
conductive layer pattern
4.2.9

conductive paste plug hole
6.6.12

conductive paste printed circuit board
3.2.42

conductive paste
8.3.9

conductive pattern
4.3.16

conductor 
4.5.3

conductor layer
4.3.4

conductor pitch
4.4.25

conductor spacing
4.5.8
conductor spacing
7.3.10

conductor thickness
4.5.13
conductor thickness
7.3.8

conductor width
4.5.7
conductor width
7.3.11

confidence interval
7.1.49

conformal coating
8.2.66

connector area
4.3.14

connector
8.1.16

contact angle wetting angle
7.6.17
contact printing
6.3.12

contact resistance
6.12.18

contents 
6.13.21

continuity test
6.12.13

continuity test
6.12.14

continuity
7.5.1

continuous improvement
9.2.16

control chart
9.3.11

convection
4.9.23

convection controlled
4.9.24

convection forced
4.9.25

cooldown zone
8.2.30

cooling (pressing)
6.7.23
coplanarity
8.4.35

copper cap plating
6.6.16

copper defined lands、non soldermask defined pad (NSMD)
4.5.15

copper dissolution
6.5.17

copper oxide powder
6.10.42

copper thickness gauge
7.3.21

copper warp plating
6.6.15

copper-clad base material
5.1.5

copper-clad laminate（CCL）
5.1.6
copper-clad surface
5.2.7
corner crack
7.2.42

corner marks
4.4.16

corrective action
9.2.15

correlation diagram
9.3.10

count value
9.3.13

counterboring
6.8.41

coupling agent
5.6.17

cover film
5.1.42

cover layer
4.3.6

cover layer pattern
4.2.11

covering power
6.10.82

cracking
7.2.37

crazing (base material)
5.7.4
crease
7.2.17

crevice corrosion
7.2.43

crimp barrel
8.2.73

crimp terminal
8.2.72

crimped connection
8.2.71

crimping
8.2.71

crimping die
8.2.74

critical operation
9.2.20

critical process
9.2.19

cross-hatching
4.5.14
crosstalk 
4.7.33

crosswise direction
5.2.12
cryogenic storage
7.6.9

C-staged resin
5.5.3
cubic printed circuit board
3.2.45

curing agent
5.5.24

curling
5.7.63

current
4.7.8

current density
6.10.77

current efficiency
6.10.78

current-carrying capacity
4.7.25

cushion (press)
6.7.8
cushioning packaging
6.13.32

customer relationship management（CRM）
9.6.33

customer-provided materials
9.4.28

cutter relieving， cutter back off， cutter lifting
6.8.32

cutting  movement,primary motion
6.8.21

cutting
6.9.5

cut-to-size panel
5.2.14
cyanate resin（CE）
5.5.14
cyber-physical systems （CPS）
9.6.36

cycle stock
9.4.30

cyclic voltametric stripping （CVS)
6.10.80
D

darkroom
6.14.2

data exchange interface
9.6.44

data fusion
9.6.19

data integrity
9.6.60
data security
9.6.61
data service
9.6.23

database
4.1.3

datum
4.4.4

datum point (hole,line)
4.4.6

datum reference
4.4.7

datum target
4.4.5

daylight
6.7.11

deburr
6.5.36

deburring (plate edge)
6.9.21

decoupling
4.7.37

defect identification    
7.1.66

defect
7.1.60

defective item
7.1.65

defective unit
7.1.65

definition
6.2.24

definition(photo tool)
6.2.25

deflective soldering
8.4.13

degassing
6.7.21
degradation
9.2.27

degrade
9.2.26
degreasing
6.10.59

deionized water
6.14.19

delamination
7.2.45

delivered panel
6.1.17
delivery time
9.1.15

dendritic migration
7.6.24

densitometer
6.2.28

de-oxidation （innerlayer）
6.7.1

deposition rate
6.11.12
depth control drill
6.8.37

desiccating treatment
8.2.14

design for assembly (DFA)
4.1.12

design for cost (DFC)
4.1.14

design for excellence（DFX）
4.1.9
design for manufacturing (DFM)
4.1.10

design for reliability (DFR)
4.1.13

design for test (DFT)
4.1.11

design of experiment（DOE）,orthogonal experimental design
9.3.17

design review
9.2.18
design rule
4.1.23

design spacing of conductors
4.5.10
design width of conductors
4.5.9
design-rule checking (DRC)
4.1.24

desmear
6.10.57

desoldering 
8.2.47

detailed specification (DS) 
4.2.19

determination test
7.1.23

developer
6.3.20

developing(photo tool)
6.2.13
developing（photoresist）
6.3.19

development etching stripping production line  (DES )
6.5.23

dewetting
7.6.15

D-glass fiber
5.6.4
diazo film
6.2.7
dicing
8.5.4

dicyandiamide(DICY)
5.5.25

dielectric
5.2.1

dielectric constant （Dk）
5.7.36
dielectric dissipation factor（Df）
5.7.37
dielectric strength
7.5.7

differential etching
6.5.2

differential impedance
4.7.14

differential scanning caborimetry (DSC)
5.7.66

digital circuit
3.1.17

digital display vernier caliper
7.3.17

digital micrometer
7.3.18

digital printing
6.4.6

digitized manufacturing
9.6.14
digitizing
4.1.2

diluent
8.3.14

diluent
6.4.27

dimensional stability
5.7.48

dimensional stability
7.3.2

dip soldering
8.2.53

direct current (DC)
4.7.1

direct current plating
6.10.9

direct imaging （DI）
6.3.13

direct metallization hole electroplating
6.10.67

direct plating copper
5.3.22

direct screen making
6.4.12

direct screen making
6.4.13

discrete component
8.1.21

discrete wiring board 
3.2.44
dispenser
8.2.16

dispersing agent
5.2.6

distributed data processing
9.6.43
distributed manufacturing system
9.6.41

disturbed solder joint
8.4.6

double access single sided FPCB
3.2.36
double sided printed circuit board  (DSB)
3.2.10

double wave soldering
8.2.35

doubled-treated foil (DTF)
5.4.8

double-sided bonding sheet
5.1.44

double-sided copper clad laminate
5.1.8

drag angle
8.2.39

drag soldering 
8.2.54

drill bit tray
6.8.9

drill-bit rings
6.8.15

drill-bit
6.8.10

drilling machine
6.8.4 

drilling
6.8.1

dross
6.11.4
dry film laminate
6.3.8

dry film photoresist
6.3.3

dry film solder mask
6.6.2

dry glass（base material）
5.7.7
drying machine (package)
6.13.18

dual-inline package（DIP）
8.5.9

dual-strip line
4.8.23

dynamic durn-in
7.6.2

dynamic flex printed circuit board
3.2.32

dynamic function test
8.4.47

dynamic mechanical analysis（DMA）
5.7.68
dynamic test
8.4.45

E

edge burr
7.2.8

edge nick
7.2.9

edge spacing
4.5.12
edge-board contact
4.3.19

edge-transmission attenuation
4.7.40

E-glass fiber
5.6.3
electric conductive adhesive 
8.3.9

electric soldering iron with temperature controller
8.2.41

electric strength
5.7.40

electrical erosion
7.5.11

electrical network
4.8.2

electrical short
7.5.3

electrical test
6.12.13

electrochemical migration
7.5.8
electrochemical oxidation
6.10.16

electrochemmistry
6.10.1

electrode
6.10.24

electrodeposited copper foil
5.4.2
electroless nickel and immersion gold（ENIG）
6.11.7

electroless nickel,electroless palladium and immersion gold （ENEPIG）
6.11.8

electroless palladium and immersion gold（EPIG）
6.11.9

electrolysis
6.10.4

electrolyte
6.10.38

electrolytic cell
6.10.17

electrolytic solution 
6.10.39

electromagnetic compatibility （EMC）
4.7.30
electromagnetic interference (EMI) 
4.7.29

electromagnetic wave
4.7.4

electronic circuit
3.1.2

electronic component
8.1.2

electronic components
8.1.1

electronic computer-aided design(ECAD)
4.1.6

electronic data interchange（EDI）
9.6.24

electronic design automation (EDA)
4.1.1

electronic device
8.1.3

electrophoresis
6.10.8

electroplating bath
6.10.18

electroplating gold
6.10.75

electroplating hard gold
6.10.76

electroplating nickel
6.10.74

electroplating tin
6.10.73

electroplating
6.10.2

electrostatic discharge grounding
8.3.23

electrostatic induction
8.3.21

electrostatic leakage
8.3.22

electrostatic shielding
8.3.25

electrostaticsproof packaging
6.13.31

elementary diagram
4.2.5

elongation
5.7.26

Embedded Component PCB 、 Embedded Device PCB
3.2.29

embedded components
4.8.24

embedded metal block printed circuit board
3.2.30

emergency order
9.1.6

emulsifying agent
6.10.46

emulsion side
6.2.8

end missing
5.6.20

end processing
8.2.84

engineering drawing 
4.2.3

enterprise application platform （EAP）
9.6.26
enterprise resource planning （ERP）
9.6.29

entry board
6.8.17

environment
6.14.12
environment impact
6.14.13
environmentally conscious packaging
6.13.34

EPA  electrostatic discharge protected area
8.3.24

epoxide cellulose paper copper clad laminate
5.1.13

epoxide woven E-glass surface/ cellulose paper core copper clad laminate
5.1.15

epoxide woven E-glass surface/nonwoven E-glass core
5.1.16

epoxide woven glass fabric copper clad laminate
5.1.14

epoxy glass substrate
5.1.11

epoxy resin (EP)
5.5.7

epoxy resin adhesive 
8.3.11

equipment  discard
9.5.26
equipment checking system
9.5.13

equipment condition monitoring and diagnostic technology management
9.5.16

equipment fault
9.5.22
equipment maintenance 
9.5.21
equipment maintenance plan（EMP）
9.5.14
equipment maintenance specification
9.5.15

equipment management system
9.5.5

equipment management
9.5.1

equipment repair
9.5.20
equipment service specification
9.5.18
ermal relief
4.9.10

error proofing
9.2.38
escape rate
6.12.31

escape
7.1.64

escapes
6.12.30

etch factor
6.5.11

etchant
6.5.5

etchback shadowing
6.10.64

etchback
6.10.62

etching rate
6.5.16

etching
6.5.1

ethernet for plant automation（EPA）
9.6.5

excess solder joint 
8.4.7

excimer laser
6.8.53
excursion
8.4.14

exfoliation
7.2.25

experimental error
7.1.16

exposure
6.3.10

extendability (metal)
5.4.19
external layer
4.3.3

externally observable properties
7.2.2

extraneous copper
7.2.18
F

fabric electronic
3.1.9

fabrication
6.9.1

face bonding 
8.5.28

failure analysis
9.2.29
false alarm rate
6.12.33

false alarm
6.12.32

far-end crosstalk
4.7.35

fastener
8.1.18

fault simulation
7.1.59

fault tree
9.3.16

fault
7.1.56
feather length
5.6.24

feed motion
6.8.25

feed rate
6.8.26

feed rotation rate
6.8.29

feedback
9.2.12
Fenton process
6.14.40
fiber exposure
5.7.5
fiducial mark 
4.4.8

fieldbus control system （FCS）
9.6.39

filament
5.6.6

filler
5.2.5

filter
6.10.36

final finishing 
4.3.10

final inspection
9.2.35
fingers 
4.3.19

finished fabric
5.6.18

finished product
9.1.26

fire resistance
7.6.20

first article
9.1.29

first in, first out (FIFO)
9.4.29

first-pass yield
9.2.30
fish eye
5.6.23

fishbone chart
9.3.5

fixing (photo tool)
6.2.14
fixture testing
6.12.20

fixture，test
6.12.24

flame retardant 
5.5.28

flaming combustion
5.7.50

flammability
5.7.49

flare
6.8.47

flat package
8.5.13

flat stripping pliers
8.3.17

flatness
7.3.4

flexible copper clad laminate （FCCL）
5.1.24
flexible copper clad laminate with adhesive
5.1.26

flexible copper clad laminate without adhesive
5.1.25

flexible electronics
3.1.8

flexible flat cable
3.2.35
flexible hybrid electronics (FHE)
3.1.10

flexible manufacturing cell （FMC）
9.6.38

flexible manufacturing technology （FMT）
9.6.37

flexible package
6.13.25

flexible printed circuit board  (FPCB)
3.2.7

flexural endurance,flexure resistance
7.4.15

flexural strength
7.4.7

flip flop
6.2.22
flip-chip
8.5.26
float
5.6.30

flocculation
6.14.36
flow-line equipment
9.5.3

flush printed circuit board
3.2.15

flute length
6.8.13

flux
8.3.5

flux residue
8.4.25

flying proble test
6.12.21

foaming adhesive
8.3.13

foil burr (plate edge)
6.9.20

foil crack
7.2.38

foil lamination
6.7.12
foil profile
5.4.13

foil removal surface
5.2.8
folding resistance,bending resistance
7.4.14

foot print
4.6.26

foreign material
7.2.26

form to list
4.2.4

forward crosstalk
4.7.35

four wire test
6.12.23

four-terminal  test
6.12.23

free fall test,drop test
7.4.3

frequency
4.7.15

frequency, electrical current
4.7.16

frost
8.4.18

full pressure
6.7.22
fully additive process
6.1.6

functional tester
7.1.39

funnel method （viscosity measurement）
6.4.24

fusing
6.11.1

fusion positioning
6.7.15

G
gas recovery
6.14.31

Gaussian curve
9.3.7

gel time
5.7.57

gerber data
4.2.15
glass cloth
5.6.8

glass fiber
5.6.2

glass transition temperature（Tg）
5.7.44

glowing combustion
5.7.51

glue
8.2.17

go/no-go test，pass/fail
6.12.19

golden board
7.1.29

goods coding
9.4.26

graphical symbols for use on equipment
9.5.8

grey cloth , grey fabric
5.6.15

grid
4.4.1

grinding brush （scrubbing）
6.5.30

grinding mark width
6.5.38

grinding times
6.8.34

grinding（section）
3.2.59
grinding（section）
7.2.54

ground plane
4.8.6

ground plane clearance
4.8.10

gull wing leads
8.5.34
H

halogen-free base material 
5.1.48

haloing
7.2.24

hand soldering
8.2.40

haring cell
6.10.54

hazardous material
6.14.24
heat absorption coefficient
4.9.18

heat conduction
4.9.7

heat resistance
4.9.19

heat shield
4.9.9
heat sink tool
8.3.18

heat stress
7.6.11

heating rate
6.7.19
heatsink plane，thermal plane
4.9.2
heavy copper printed circuit board (HC PCB)
3.2.28

heavy metal
6.14.27
heel crack
8.4.24

height of capillary rise
5.6.32

high and low temperature resistance
7.6.8

high density interconnection printed circuit board (HDI PCB)
3.2.18
high efficiency filter
6.14.8
high frequency (microwave) printed circuit boards
3.2.27

high frequency signal
4.7.23

high reflective copper clad laminate
5.1.34

high speed signal
4.7.24

high temperature resistant organic solderability protective
6.11.6

high temperature storage
7.6.10

high-pressure moulding
5.3.10

high-temperature co-fired ceramic（HTCC）
5.3.21
histogram
9.3.6

hits
6.8.33

hole cleaning
6.10.61

hole density 
4.1.21

hole deviation
6.8.46

hole diameter
4.6.2

hole location
4.6.1

hole location accruacy
6.8.43

hole location and conductor location
7.3.15

hole pattern
4.2.8

hole punching
5.7.25

hole roughness
6.8.48

hole roughness
7.3.13

hole void
7.2.31

homogeneous material
5.2.17
horizontal burning method
7.6.21

horizontal plating line
6.10.23

horizontal section
3.2.55

horizontal section
7.2.50

hot air reflow soldering 
8.2.20

hot air solder leveling （HASL）
6.11.2

hot air/IR reflow soldering 
8.2.21

hot oil test
7.6.32
hot punching
5.3.18

hot-melt adhesive
8.3.12

hull cell
6.10.53

humidity and heating insulation resistance 
7.5.6

humidity sensor
8.1.33

hybrid circuit
3.1.11

hybrid microcircuit 
8.1.7

hydro carbon polymer with unsaturated double bond
5.5.22

hydrogen embrittlement,hydrogen brittleness
6.11.18
I
IC package carrier,IC package substrate
3.2.24

immersion silver
6.11.11

immersion tin
6.11.10

immersion plating
6.10.7

impedance
4.7.12

impregnating
5.3.2

in-circuit testing
6.12.1

inclusion（base material）
5.7.11
inclusions
7.2.26

indentation,dent
7.2.12

indenter
8.2.75

inductance
4.7.6

inductor
8.1.12

industrial internet
9.6.1

inert anode 
6.10.27

information processing
9.6.21

information system
9.6.7

infrared （IR）
6.4.29

infrared reflow soldering
8.2.19

ink flooding blade
6.4.19

ink jet printing
6.4.5

inner layer，internal layer
4.3.2
inorganic printed circuit board
3.2.5

insert soldering
8.2.48

insertion loss
4.7.42

inspection 
7.1.6

inspection facility
7.1.38

inspection level
9.3.26

inspection lot
7.1.41

inspection rate
6.12.34

insufficient solder joint 
8.4.9

insulating
4.3.5

insulation
5.2.2

insulation coating
6.10.35

insulation resistance
5.7.31

integrated circuit 
8.1.8

integrated circuit card carrier tape
3.2.26

intelligent database
9.6.15

intelligent factory
9.6.9
intelligent manufacturing system （IMS）
9.6.8

intensity of illumination 
6.14.7

inter metallic compound （IMC）
8.4.34

interaction graphical user interface
9.6.48
interaction
9.6.47
interconnection density 
4.1.19

interference suppression 
4.7.36

interlaminar insulation resistance
7.5.5

interlaminar resistance
7.5.5

intermittent fault
7.1.58

internal identification mark
5.2.13
internal observable properties
7.2.3

internal stress 
6.10.83

internet of things (IOT)
9.6.2
internet protocol（IP）
9.6.57

interposer
3.2.25
inter-test time
6.12.7

interval between inspections
9.5.25
inventory cycle time
9.4.25

inventory turnover days
9.4.33

ion contamination test
7.6.29

ion exchange resin
6.14.38
ion exchange
6.14.37

J
J-leads
8.5.35

jumper wire
4.5.5
just-in-time （JIT）
9.1.3
K

kanban
9.1.31

Kelvin bridge test  
6.12.23

key management
9.6.62
keying slot 
4.4.20

kiss perssure
6.7.20
kraft paper
6.7.7

L
labeling mnchine
6.13.16

lacquer screw fastening
8.2.87

laminate
5.1.3

laminate for additive process
5.1.36

laminate moulding plate
5.3.13

laminating
5.3.8

land pattern
4.5.6
landless hole
4.6.15

lap soldering
8.2.49

laser cutting
6.9.25

laser depaneling
8.2.88
laser direct imaging (LDI)
6.3.14

laser drilling
6.8.57
laser helical drilling
6.8.60
laser milling drilling
6.8.61
laser percussion drilling
6.8.58
laser plotting
6.2.11

laser processing
6.9.24

laser reflow soldering
8.2.22

laser remove cap
6.9.26

laser trepanning drilling
6.8.59
laser trimming
6.12.36

laser
6.8.50
latent fault
7.1.57

lay up（multilayer board）
6.7.17
layer to layer registration
7.3.14

layer
4.3.1

layer-to-layer spacing
4.5.11
layup
5.3.7

lead
8.1.19 

lead forming
8.2.82

leaded surface-mount component 
8.1.24

lead-free hot air solder leveling （LF-HASL）
6.11.3

lead-free solder
8.3.2

leadless component
8.1.23

leadless surface-mount component
8.1.23

lean production
9.1.4

learn time
6.12.5

legend
4.3.8

legend map
4.2.12

legend printing
6.6.8

lengthwise direction；machine direction
5.2.11
leveling agent
6.10.50

LGA  land grid array 
8.5.15

lifted land
7.2.30

light curing
6.4.30

light reflection
4.9.32

limits of size
4.4.13

line balancing
9.1.25

line coupling
4.7.38

line,trace
4.5.4

linear bar code;one-dimensional bar code
6.13.9

liquid cooling(or fluid cooling)
4.9.22

liquid crystal polymer (LCP)
5.5.21

liquid crystal polymer (LCP)flexible copper clad laminate
5.1.30

liquid crystal polymer film 
5.5.36

liquid photoresist
6.3.4

liquid photosensitive solder resist
6.6.3

load time
6.12.6

loading
6.9.2

local area network (LAN)
9.6.3

locating edge
4.4.17

locating edge marker 
4.4.18

locating notch (slot)
4.4.19
location hole
4.6.4

logic circuit
3.1.18

logic diagram 
4.2.2

logistics
9.4.18

lot size
9.1.8

lot-by-lot inspection
7.1.8

low-flow prepreg
5.1.40

low-pressure moulding
5.3.11

low-temperature co-fired ceramic（LTCC）
5.3.20
L-pattern
6.8.42
M
machinability
5.7.24

magneto-sensor
8.1.34

major defect
7.1.62

management information system（MIS）
9.6.27

management of quality information
9.2.11

Manhattan effect
8.4.15

manufacturing data dictionary
9.6.16

manufacturing data manager
9.6.17

manufacturing drawing
4.2.7

manufacturing execution system（MES）
9.6.32

manufacturing fault
9.2.28
manufacturing instructions（MI）
9.1.14

manufacturing resources planning （MRP Ⅱ）
9.6.31

manufacturing software unit
9.6.28

mark 
4.3.9

mark abnormal
7.2.23

mark
6.13.1

mark
5.6.25

master board
3.2.50

master dot pattern
4.2.8

master drawing
4.2.6

material consumption quota
9.4.13

material requirement planning（MRP）
9.6.30

material
9.4.9

matte side
5.4.11

maximum inventory
9.4.14

maximum operatig temperture （MOT）
4.9.20
maximum test current capacity
7.5.14

mean time to failure（MTTF）
9.5.23

measling
5.7.9
measurement value
9.3.12

measurement
7.1.33

measuring point
7.1.35

mechanical brushing
6.5.25

mechanical computer-aided design(MCAD)
4.1.5

mechanical dimensional verification
7.3.3

mechanical drilling
6.8.2

mechanical impact test
7.4.2

mechanical stress
7.6.12

melt viscosity
5.3.4

membrane switch
3.2.38

mesh count
6.4.8

mesh tension
6.4.20

metal base copper clad laminate
5.1.21

metal base printed circuit board
3.2.16

metal core copper clad laminate
5.1.22

metal foil
5.2.3

Metal-clad base material
5.1.4
metal-clad laminate thickness
5.7.21

metallizing
6.10.55

metallurgical microscope
3.2.52

metallurgical microscope
7.2.47

micro etch
6.5.3

micro via
4.6.8

microcircuit
8.1.6

micro-electro-mechanical system（MEMS）
8.1.36

microelectronics assembly
8.2.2

microetch （section）
3.2.61
microetch （section）
7.2.56

microsectioning
3.2.53

microsectioning
7.2.48

microstrip
4.8.13

microstrip differential pair
4.8.15

microwave
4.7.19

microwave Laminate
5.1.35

migration resistance
7.6.23

milling positioning,routing positioning
6.9.13

milling,routing
6.9.12

minimum annular width,minimun annular ring
7.3.9

minimum electrical spacing
4.7.26

minimum electrical spacing
7.5.4

minimum stock/minimum inventory
9.4.15

minor defect
7.1.61

mirror plate
6.7.6
mirrored pattern
6.2.21
mismatch condition
7.1.26

mis-picks
5.6.21

modified epoxy resin  (MEP)
5.5.10

modified semi-additive process （MSAP）
6.1.5

modify polyimide film
5.5.33
modular design
9.6.51

modularization
9.6.50

module board
3.2.51

modulus of elasticity; elastic modulus
5.7.28

modulus
5.7.29

moistureproof packaging
6.13.29

monocoque printed circuits
3.2.46

mother board 
3.2.13

moulding cycle
5.3.14

mouldproof packaging
6.13.30

mounting hole 
4.6.5

mperature gradient
4.9.12

mritical defect
7.1.63

multichip module package （MCM）
8.5.19

multifunctional epoxy resin
5.5.8

multilayer printed circuit board  (MLB)
3.2.11

multilayer vacuum press
6.7.5
multi-opening press
5.3.9

multiple printed panel
6.1.15
multiwiring board
3.2.44
mutilayer lay up
6.7.16
mutual inspection
9.2.34

N
nail heading
7.2.35

natural cooling
4.9.21

natural drying
6.4.31

NC drilling,numerical control drilling 
6.8.3

near-end crosstalk
4.7.34

negative  etchback
6.10.63

negative pattern
6.2.20
negative-acting resist
6.3.7

network layer
9.6.11
neutralization 
6.14.33
nick of conductor
7.2.10

node 
4.8.4

nodule
6.10.85

noise 
6.14.23
nominal value 
4.4.9

non wetting
7.6.16

non woven glass mat 
5.6.9

nonconductive pattern  
4.3.17

nonfunctional land 
4.6.23

non-woven brush 
6.5.32

normal distribution
9.3.7

normal inspection
7.1.7

normative document
9.1.11

not enough etching,insufficient
6.5.15

ntact resistance
4.9.14

number of lot rejected
9.3.31

nylon bristle brush
6.5.34
O
oblique section
3.2.56

oblique section
7.2.51

occupational health and safety
9.1.35

off-contact distance 
6.4.21

offset land 
4.6.27

online cargo track
9.4.20

online monitoring
6.14.42

online recycling
6.14.18
opaquer
5.5.30

open & short test
6.12.13

open (electrical)
6.12.15

open/short test
7.5.2

operating movement，working motion
6.8.20

operation license
9.5.11

operation specification of equipment
9.5.10

operation specification
9.1.22

optical density
6.2.27

optical fiber
4.9.30

optical-electric printed circuit board, (EOPCB)
3.2.48
order point
9.4.17

organic printed circuit board 
3.2.4

organic solderability preservative （OSP）
6.11.5

orthogonal experimental design
9.3.17

oscillation
7.4.1

out growth
6.5.12

outline 
4.5.1

outsource
9.1.30

over etching
6.5.14

overall material utility rate
9.1.21

overhang
6.5.13

overheated solder joint
8.4.5

P

P control chart
9.3.15
package
8.5.5

package
6.13.20

package,packaging
6.13.19

packaging container
6.13.23

packaging material
6.13.22

pad tilt（soldering）
8.4.31 

pad,land
4.6.22

panel drawing 
4.2.7

panel drawing
9.1.12

panel plating
6.10.69

panel
6.1.16
paper packaging
6.13.26

Pareto diagram,Pareto chart
9.3.8

passive component
8.1.4

patrol inspection
9.2.31
pattern area
4.3.12

pattern plating
6.10.70

pattern
4.3.15

PBGA  plast IC ball grid array
8.5.17

PCB component  library
4.1.16

peck drilling
6.8.40

peel strength
7.4.8

peelable foil
5.4.6

periodic pulse reverse plating (PPRP)
6.10.11

permanent resist
4.3.11

permeographic printing
6.4.2

perpendicularity
5.7.22

personality plate
6.12.26

phenolic cellulose paper copper clad laminate
5.1.12

phenolic resin, phenol-formaldehyde resin
5.5.11

phosphorized copper anode
6.10.41

photo imaging
6.3.1

photo plotting
6.2.10

photo resist
6.3.2

photographic film，photo tool
6.2.5

photographic fog
6.2.29

photographic image
6.2.15
photographic layer
6.2.9

photographic reduction dimension
6.2.4

pilot lot
9.1.9

pin grid array（PGA）
8.5.12

pin hole（soldering ）
8.4.16

pin positioning
6.7.14
pin
6.8.19

pinhole
7.2.13

pink ring
7.2.34

pipette gap
7.2.46

pisson’s ratio
5.7.27
pit
7.2.14

pitch
4.4.22

placement accuracy 
8.4.1

plain weave 
5.6.14

plasma 
6.10.58

plasma cleaning 
5.3.29

plastic device 
8.5.7

plastic packaging
6.13.27

plated resist
6.10.72

plated through hole （PTH）
4.6.9
platform (drilling machine)
6.8.5

plating adhesion
7.4.5

plating bar
4.5.19
plating bar
6.10.87

plating crack
7.2.39

plating rack
6.10.34

plating resist
6.3.5

plating up
6.10.71

plating
6.10.3

plug contact chamfering
6.9.17

plug hole
6.6.6

plug-in mounting
8.2.5

point angle
6.8.14

polarized component
8.1.28

polarizing slot
4.4.20

polish
3.2.60

polish
7.2.55

poly tetra fluoroethylene (PTFE)
5.5.18

poly tetra fluoroethylene film
5.5.35

polyester film
5.5.34

polyester(PET) flexible copper clad laminate
5.1.28

polyethylene naphthalate two formic acid glycol ester（PEN）
5.5.20
polyethylene napthalate (PEN) flexible copper clad laminate
5.1.29

polyimide film
5.5.32
polyimide resin
5.5.15

polyimide woven glass fabric copper clad laminate
5.1.17

polyimide(PI) flexible copper clad laminate
5.1.27

polymer thick film (PTF) flex printed circuit board 
3.2.38

polymer
5.5.4

polypheylene ether (PPE)，polyphenylene oxide(PPO)
5.5.19
polytetrafluoroethylene woven glass fabric copper clad laminate
5.1.19

pores（plating）
7.2.15

porosity
6.11.14

positive pattern
6.2.19
positive-acting resist
6.3.6

post cure
5.3.16

post processor 
4.2.16

potential supplier
9.4.6

potting
8.2.86

power
4.7.10

power dissipation
4.7.43

power equipment
9.5.4

power factor
4.7.11

Power Integrity (PI)
4.7.22

power plane inductance 
4.7.31
precipitation,settling
6.14.34
precision
7.1.51

preflow zone
8.2.28

preheat temperature（soldering）
8.2.37

preheat zone
8.2.27

prepreg, preimpregnated material,B-staged material
5.1.38

press curves
6.7.18
press platen
5.3.12

press
6.7.4

pressed tin depth
8.2.38

pressing
6.9.8

pressure cooker test（PCT）
7.6.27

pressure food
6.8.8

pressure welding ，bonding
8.2.68

pretreatment
6.10.68

pretreatment
7.1.42

preventive action
9.2.14
primary side
4.2.17

printable electronic circuit
3.1.6

printable electronic
3.1.5

printed board
3.2.3
printed board assembly drawing
4.2.14

printed circuit
3.1.3

printed circuit board (PCB)
3.2.1
printed component 
4.3.18

printed contact
4.3.20

printed wiring
3.1.4

printed wiring board (PWB)
3.2.2

printing table
6.4.16

printing
6.1.1

printing
6.4.1

probe point
6.12.27

probe(test)
6.12.28

process control
9.1.23

process flow card
9.1.13

process specification
9.1.22

procurement plan
9.4.8

product code
6.13.6

product configuration information
9.1.10

product data management（PDM）
9.6.18

product grade
7.1.2

product standard
9.2.17
production board
6.1.18

production data
9.1.24

production equipment
9.5.2

production master
6.2.3

production planning and scheduling
9.1.2

program of production，production schedule
9.1.1

programmable automation controller（PAC）
9.6.53

programmable logic controller（PLC）
9.6.52

proof tracking index（PTI）
7.5.12

propagation delay
4.7.41

protective packaging
6.13.28

pseudo soldering
8.4.3

puddle effect
6.5.18

pull off strength
7.4.9

pull out strength
7.4.10

pulling-out force 
8.4.42

pulse
4.7.18

pulse energy（laser）
6.8.55
pulse frequency（laser）
6.8.56
pulse interval（laser）
6.8.54
pulse plating
6.10.10

pulse vacuum tin removal
8.2.44

pumice grinding brush
6.5.31

punching
6.9.6

purchase contract
9.4.12

purchasing
9.4.7
Q
quad flat package(QFP )
8.5.14

qualification test
7.1.18

qualified supplier
9.4.5

qualitative analysis
7.1.45

quality assurance
9.2.3

quality characteristic
9.2.9

quality cost
9.2.6

quality information
9.2.10

quality inspection
7.1.1

quality management system
9.2.2

quality management
9.2.1

quality objective
9.2.8

quality planning
9.2.4

quality policy
9.2.7

quality requirement
9.2.5

quantitative analysis
7.1.46

quartz fiber(electrical grade)
5.6.5
quasi-delivery rate
9.1.19

quilibrium wetting
7.6.18
R

rack plating
6.10.33

radial lead component
8.1.26

radiation
4.9.26

radiation, re-emitted infrared
4.9.28

radiation,infrared
4.9.27

radio frequency (RF)
4.7.17

rail guided vehicle（RGV）
9.6.55
random sample
9.3.21

raw materials
9.4.10

reading microscope
7.3.19

recognition marking
7.1.3

recovered materials
6.14.15
recovery
6.14.16
recovery
7.1.43

rectangular leads 
8.5.36

rectifier
6.10.19

recycling
6.14.17
reduced inspection
9.3.28

reduction marks
6.2.23
reflection, signal propagation
4.7.32

reflectivity
5.7.64
reflow soldering 
7.6.34
reflow soldering 
8.2.13

reflow temperature 
8.2.25

reflow time
8.2.32

reflow zone 
8.2.29

registered production master
6.3.15

registration mark
4.4.14

registration
7.3.7

rejection number
9.3.30

relative humidity 
6.14.6

relative thermal index (RTI)
5.7.47
relay
8.1.14

release agent
6.7.9
release film
6.7.10
release sheets
6.7.10
release
9.2.24

reliability
7.1.54

reliability performance
7.1.53

removing tin
6.5.21

repair
8.4.37

repair
6.6.18
repeatability
7.1.55

residue
7.2.27

resilience force (flexible material)
5.7.61

resilience strength (flexible material)
5.7.62

resin bumps (laminate )
5.7.17
resin coated copper foil (RCC)
5.1.41

resin content
5.7.55

resin encapsulation
3.2.58

resin encapsulation
7.2.53

resin flow
5.7.56

resin overflow 
5.7.60

resin paste plug hole
6.6.11

resin recension
7.2.36

resin smear
6.8.44

resin-rich area
5.7.13

resin-starved area
5.7.12
resistance
4.7.7

resistance to soldering heat
7.6.19

resistor
8.1.10

resoldering 
8.2.46

resolution
6.2.26

restricted substances
4.9.34

retouch
6.6.19
return; back motion
6.8.31

reverse image
6.3.23

reverse osmosis water
6.14.20

reverse-treated foil (RTF）
5.4.9
review
9.2.37
rework 
8.4.38

rework station
8.3.20

RF/microwave printed circuit board
3.2.27

R-FPCB  stretchable R-FPCB 
3.2.40

right reading down
6.2.17
right reading up
6.2.18
right reading
6.2.16
rigid package
6.13.24

rigid printed circuit board  (RPCB)
3.2.6

rigid-flex printed circuit board （R-FPCB）
3.2.8
risen pot life
5.3.5

rivet positioning 
6.7.13
riveting
8.2.67

robust design
4.1.25

rolled copper foil
5.4.3
roll-to-roll process
6.1.12

rotation method（viscosity measurement）
6.4.25

rotation per minute (RPM)
6.8.23

roughening
6.10.60

roughness（visual）
7.2.7

rounding
6.9.16

route trace
4.1.18

routine test
7.1.17

run out
6.8.24

run time
6.12.8

rust 
6.11.17
S

Safety Facilities
6.14.11
safety lead time
9.4.31

safety production
9.1.34

safety sign
9.5.7

safety stock
9.4.16

salt spray test
7.6.26

samplc culling
3.2.57

samplc cutting
7.2.52

sample qualification
9.2.36
sample size
9.3.20

sample
9.3.19

sampling inspection
9.3.23

sampling plan
9.3.25

sampling unit
9.3.24

sampling
9.3.22

sand-blasting
6.5.35

scan-dead time
6.12.12

scanning rate
6.12.11

schematic component library
4.1.15

schematic diagram
4.2.1

scrap
9.2.23

scratch hardness,pencile method
7.4.18

scratch
7.2.11

screen forme 
6.4.10

screen mesh 
6.4.7

screen printing frame 
6.4.9

screen printing machine 
6.4.15

screen printing
6.4.3

screening inspection
7.1.11

sculptured flex printed circuit board 
3.2.37
scum
6.3.22

sealing adhesive
8.3.8

sealing machine,closing machine
6.13.17

secondary side 
4.2.18

sectional drilling
6.8.38

self-inspection
9.2.33
semi flex printed circuit board
3.2.34
semi-additive process （SAP）
6.1.4

semi-conductor 
8.5.1

semi-finished products
9.1.27

semi-water cleaning 
8.2.63

sensing device
8.1.30

sensing element
8.1.29

sensor,transducer
8.1.35

sequential build up
6.1.9

service life
9.5.9

service temperature (flexible material)
5.7.59
set board 
6.1.14
shear strength
7.4.11

sheet
5.2.16
sheet cutting
6.9.4

sheet to sheet process 
6.1.11

shelf life, storage life
6.13.35

shield
4.8.8

shielding, electronic 
4.7.46

shiny side
5.4.10

short (electrical)
6.12.16

shrinkage cavity 
8.4.27

signal
4.7.20

signal integrity (SI)
4.7.21

signal line
4.8.11

signal plane
4.8.7

silicone adhesive
8.3.10

silver film
6.2.6

silver paste filling hole
6.6.13

simulation
4.1.26

single sided printed circuit board  (SSB)
3.2.9

single wave soldering 
8.2.34

single-ended microstrip
4.8.14

single-ended strip line
4.8.17

single-inline package（SIP）
8.5.8

single-sided copper clad laminate
5.1.7

six sigma management,6σ management
9.3.18
size characteristics
7.3.1

size
5.6.16

skewness 
8.4.36

skin depth 
4.7.45

skin effect 
4.7.44

skip drilling
6.8.49
skip printing
7.2.21

skip solder
8.4.8

skipping
7.2.20

sliver
7.2.28

sluggish materials
9.4.32

slump 
8.4.32

small outline package（SOP）
8.5.11

small outline transistor（SOT）
8.5.10

small solder ball 
8.4.19

soak cleaning 
8.2.59

solder 
8.3.1

solder ball
8.4.20

solder dam
4.5.17
solder fillet lifting
8.4.22

solder fillet tearing
8.4.23

solder floating test 
7.6.31
solder joint
8.4.2

solder joint icicle 
8.4.12

solder joint test
8.4.39

solder mask defined lands、soldermask defined pad (SMD)
4.5.16

solder mask ink
6.6.1

solder mask on bare copper(SMOBC)
6.1.10

solder mask plug hole
6.6.10

solder paste 
8.3.3

solder paste printing
8.2.15

solder resist aperture
6.6.4

solder resist layer pattern
4.2.10

solder resist,solder mask 
4.3.7

solder shadowing
8.4.21

solder side
4.3.24

solder splash
8.4.20

solder wick 
8.2.45

solder wicking
8.4.26

solder window
4.3.25

solderability
7.6.13

soldering 
8.2.12

soldering temperature 
8.2.24

soldering trough method 
8.4.40

solid waste
6.14.26
solvent cleaning 
8.2.61

solvent（assemble）
8.3.15
spacing
4.4.23

span
4.4.24

special inspection
9.2.32
special process
9.2.21

spect ratio(hole) (AR)
4.6.20
spindle
6.8.6

splay
4.6.34

splice
8.2.72

split (fabric)
5.6.26
spurious signal
4.7.33

sputtering device 
5.3.26

sputtering material
5.3.28

sputtering/plating 
5.3.23

squeegee blade
6.4.18

squeegee
6.4.17

stack height
6.8.22

stacked Via
4.6.12

staggered  via
4.6.13

stamp hole
6.9.19

stamped printed wiring board 
3.2.43

standard atmosphere
7.1.36

standard output
9.1.18

standard time
9.1.16

standard time
9.1.17

static burn-in
7.6.3

static electricity
4.7.3

static flex printed circuit board
3.2.33
static in-circuit test 
8.4.46

static test
8.4.44

statistical hypothesis
9.3.3
statistical methods
9.3.1

statistical process control （SPC）
9.3.2

statistical quality control （SQC）
9.3.4

steam aging
7.6.4

steel die
6.9.11

steel rule die
6.9.10

stencil (solder mask)
6.6.5

stencil film
6.4.11

stencil printing 
6.4.4

step and repeat
6.2.12
step drilling
6.8.39

step scale
6.3.17

step wedge
6.3.17

stereo microscope 
8.3.19

stiffener board 
4.3.22

stock
9.4.23

storage
9.4.24

straight type
6.8.11

stratification method
9.3.9

stress relief
8.4.43

stress relief (clad laminate)
5.3.19

stretchable printed circuit board
3.2.39
stretching machine
6.4.14

strik plating
6.10.12

stringing
8.4.33

strip (resist strippong)
6.5.20

strip
6.10.13

stripline
4.8.16

stripline differential pair
4.8.18

strippable adhesive
6.6.17
strippable protective film
6.6.17
stripping etching stripping production line （SES)
6.5.24
stub
4.8.20

sub surface defect
7.2.6

sub-board
3.2.14

subnet
4.8.3

substrate like PCB (SLP)
3.2.23
substrate
5.1.2

sub-surface appearance
5.7.2

subtractive process
6.1.2

supervisory control and data acquisition （SCADA）
9.6.40

supplier relationship management （SRM）
9.4.4
supplier
9.4.1

supply chain management（SCM）
9.6.34

supply chain
9.4.2

supported hole 
4.6.19

surface active agent
6.10.45

surface appearance
5.7.1

surface defect
7.2.5

surface feet per minute(SFM)
6.8.28

surface mount and insert hybrid
8.2.7

surface mount device （SMD）
8.1.22

surface mount technology （SMT）
8.2.4

surface mounting
8.2.6

surface resistance
5.7.32

surface resistivity
5.7.33
surface roughness(copper foil)
5.4.14

surface roughness：Ra
5.4.15
surface roughness：Ry(Rt)
5.4.17
surface roughness：Rz
5.4.16
surface treatment
6.10.56

surface-mount component（SMC） 
8.1.22

swept cathode
6.10.32

switch,off/on
8.1.15

system hierarchy
9.6.10

system in package(SIP)
8.5.22
T
tape automated bonding
8.5.30

target land
4.6.29

target(sputtering) sputtering
5.3.27
tarnish
6.11.16
TDR impedance test
7.5.16

tear dropping
4.6.24

tear strength
7.4.13

technical document of equipment
9.5.6

technology edge
4.3.26

temperature / humidity cycle
7.6.25
temperature profile （reflow）
8.2.26

temperature rate of rise 
8.2.31

temperature sensitive element and device
8.1.31

temperature stability
7.1.37

tensile modulus of elasticity
5.7.30

tensile strength
7.4.12

tensile strength
8.4.41

tenting hole
6.3.18

tenting
6.5.40
termination
8.2.83

terminations
4.5.18
test board
7.1.27

test coupon
7.1.30

test data
7.1.15

test pattern
7.1.31
test program
6.12.10

test samples
7.1.28

test set
6.12.9

test
7.1.13

testing
7.1.5

testing standard
7.1.14

tetrabromobisphenol A（TBBPA）
5.5.29
thermal coefficient of loss tangent (TCDf）
5.7.39

thermal coefficient of the dielectric constant(TCDk）
5.7.38
thermal conductivity 
4.9.3

thermal conductivity
4.9.8

thermal curing，heat curing
6.4.28

thermal decomposition (Td)
5.7.45

thermal equilibrium
4.9.16

thermal expansion
4.9.4

thermal mechanical analysis（TMA）
5.7.67
thermal mismatch (expansion)
4.9.15

thermal resistance
4.9.17

thermal shock resistance
7.6.7

thermo-compression bonding
8.2.69

thermoplastic phenolic resin
5.5.13

thermoplastic resin
5.5.6

thermosetting phenolic resin
5.5.12

thermosetting resin
5.5.5

thick-film circuit
3.1.12

thick-film hybrid circuit
3.1.13

thin laminate
5.1.10

thin-film capacitor copper clad laminate
5.1.32

thin-film circuit
3.1.14

thin-film hybrid circuit 
3.1.15

thin-film resistive copper clad laminate
5.1.31

thinning copper
6.5.4

thixotopic
6.4.26

thread count
5.6.13

three proof coating
8.3.16

three proofing paint 
8.3.16

three-level service system
9.5.17

throwing power
6.10.81

THT  through hole mount technology
8.2.3

tightened inspection
9.3.27

time to delaminate
5.7.46

tin extractor
8.2.43

tin whisker（soldering）
8.4.28

tinning
8.2.56

tinning equipment
8.2.55

tolerance
4.4.10

tomb stoning
8.4.15

tool retracting
6.8.30

tooling hole
4.6.3

top side
4.2.17

total enterprise integration    
9.6.25
traceability code
6.13.5

traceability label
6.13.3

traceability system
6.13.2

traceability unit
6.13.4

tracking resistance
7.5.10

trailing
8.4.11

transformer
8.1.13

transistor
8.1.9

transmission line
4.8.12

transparency
4.9.33

transparent flexible circuit
3.2.41
transport package
6.13.33

transportation
9.4.19

treated side
5.4.12

treater,impregnator
5.3.3

treatment transfer
5.7.16

trial assembly
8.2.8
trim lines
4.4.15

trimming
6.9.14

tunnel void (base materials)
5.7.15
twist
7.3.6

Two line test
6.12.22

two-dimensional bar code;2D code
6.13.10
U
ultrasonic bonding
8.2.70

ultrasonic cleaning
5.3.30

ultrasonic cleaning
8.2.65

ultrasonic cleaning
6.5.29

Ultraviolet （UV）
6.3.11

ultraviolet laser
6.8.52
unbalanced transmission line
4.8.22

unclad laminate surface
5.2.9
unconditional test 
7.1.22

under cut type
6.8.12

undercut after process
6.5.10

undercut in process
6.5.9

undercut
6.5.8

underwriters symbol
7.1.4

unilateral tolerance
4.4.12

unique lot inspection
7.1.12

unit board 
6.1.13
universal serial bus（USB）
9.6.46
unloading
6.9.3

unsupported hole
4.6.18

unwrap
8.2.80

upload（test）
6.12.29

UV-blocking copper clad laminate
5.1.33
V
vacuum coating
5.3.24

vacuum etching
6.5.19

vacuum load
6.8.35

vacuum plug printing
6.6.9

validation
9.2.22

vapor phase soldering 
8.2.23

vapour phase cleaning
8.2.64

variable depth blind vias、skip via
4.6.14

V-cut
6.9.18

vendor managed inventory （VMI）
9.4.3
vertical burning method
7.6.22

vertical conductive structures PCB (VeCS PCB）
3.2.47

vertical continuous plating line (VCP)
6.10.22

vertical plating line
6.10.21

vertical section
3.2.54

vertical section
7.2.49

vertical soldering 
8.2.52

via
4.6.7

via fill plating ,via filling
6.6.14

via filled and capped
4.6.32
via filled
4.6.31

via filling process
6.6.7

via hole
4.6.9

via in pad 
4.6.17

via plugged
4.6.33

via Protection
4.6.33

via stub
4.6.21

via,photo
6.3.24

viscosity (ink)
6.4.23

viscosity (resin)
5.7.58
visual examination
7.2.4

visual inspection（examination）
7.2.1

voids (base materials)
5.7.14

volatile content
5.7.54

voltage dependent element
8.1.32

voltage drop
7.5.13

voltage plane
4.8.5

voltage plane clearance
4.8.9

voltage
4.7.9

volume resistance
5.7.34

volume resistivity
5.7.35

volumetric analysis
7.1.47
W
wafer
8.5.2

wafer level packaging(WLP)
8.5.21

warehouse management system（WMS）
9.6.35

warehouse
9.4.21

warehousing
9.4.22

warp wise
5.6.11

warpage checker
7.3.16

warpage
5.7.23

waste water treatment
6.14.32
waste
6.14.25
water absorption
5.7.53
water break
6.5.39

water break test
6.5.39

water cleaning
8.2.62

water pollution
6.14.21

water reuse
6.14.41
wave height
8.2.36

wave soldering
8.2.33

waveguide
4.9.31

wavelength
4.9.29

waviness
5.6.22

wearable electronics
3.1.7

weave exposure
5.7.6

weave structure
5.6.10

weft wire
5.6.12

wet strength retention
5.6.33

wet-processing  area
6.14.10
wetting （solder）
7.6.14

wetting agent
6.10.48

whiskers
6.11.15

white spot
7.2.19

white standard plate
5.7.19

whiteness ,brightness (paper)
5.6.34
whiteness(laminate )
5.7.18
wicking
7.2.44

winding,wire-wrap connection
8.2.76

wire binding
8.2.81
wire bond
8.5.27 

wire bond degradation
8.4.29

wire harness
8.1.17

wireless networks for industrial automation (WIA)
9.6.4

wire-wrapping tool
8.2.78

work flow sheet
9.1.13

work in product
9.1.28

workflow management system (WFMS)
9.6.42

working current
6.5.37

woven scrim
5.6.27

wrapping post
8.2.77

wrapping soldering
8.2.50

wrinkle
5.7.10
X

X-R control chart
9.3.14
X-ray fluorescence coating thickness gauge
7.3.22
X-ray thickness gauge
7.3.22
Y
yarn
5.6.7

yellow light room
6.14.3
Z
zero stock production
9.1.7
#
1,2-dimethy limidazole
5.5.27
2D Measurement Instrument
7.3.20

3D printed circuit board
3.2.45

3D printing circuit
6.1.7 

5S management
9.1.32

7S management
9.1.33
出版说明  【待写】
我国电子电路行业术语标准缺乏，现状是国内仅有《GB/T 2036-1994 印制电路术语和定义》标准，已经时隔二十五年多；虽然有国外英文标准可参考，但并非国内能适应。在行业内用词混乱，中英文交杂，与世界第一PCB制造大国不相称。
2020年7月CPCA标委会发起成立术语标准起草工作组，得到了标委会委员们积极响应，经过协调成立了各专题小组，着手各专题术语收集、编写。本标准系统分类是参考GB/T 2036，现共分了7大类；为了便于以后查阅，及编写补充，各大类又分为若干小类。
第4稿包括术语共1591条，其中基本术语71条、设计术语252条、基材术语259条、制造术语446条、品质与检测术语181条、封装与装联术语246条、管理及其它术语136条。
……
以上名单难免有遗漏，CPCA在此对在本标准制定过程中做出过贡献的所有人员表示衷心的谢意。
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